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EDITORIAL | de Gabriel Neagu

Foarte promitator in-
ceputul de toamna
in domeniul nostru,
al electronicii!
In perioada 13-16
Septembirie, la Sibiu,
aavutlocceade-a9-a
editie a conferintei
ESTC (Electronics Sys-
tem-Integration Tech-
nology Conference).
Este vorba despre un
eveniment internatio-
nal de prim rang in
domeniul packaging
-ului electronic si al
integrarii sistemelor.
ESTC se desfasoara o
datd la doi ani si este conferinta emblematica a IEEE EPS
(Electronics Packaging Society of IEEE) din Europa.
Un alt moment important, care a debutat la inceputul
lunii Octombrie, de aceasta data, a fost anuntul prin care
onsemi (lider in domeniul tehnologiilor inteligente de
putere si detectie) si-a extins operatiunile din Bucuresti
prin deschiderea unui nou Centru de Proiectare pentru
dezvoltarea de semiconductori de ultimd generatie! Sediul
va gazdui intregul ciclu de dezvoltare a noilor produse,
acoperind o gama larga de activitdti, precum proiectare de
circuite integrate, layout, dezvoltare de aplicatii, mana-
gement de proiect si multe altele.
Acum, toate privirile incep sa se indrepte cdtre Electronica
2022 (una dintre cele mai mari expozitii de electronicd din
lume - 15/18 Noiembirie, la Munchen) dar, pana atunci sa
vedem care este oferta revistei noastre pentru aceasta editie:
Digi-Key propune un articol foarte interesant, care
compara, pe scurt, performantele memoriilor obisnuite
(EEPROM, SRAM si flash) cu cele ale memoriei magneto-
rezistive cu acces aleatoriu - MRAM. Aceasta oferd latentd
redusd, are pierderi minime, numar mare de cicluri de
scriere si retentie ridicatd, cu alte cuvinte, tehnologia
MRAM pare sa fie o solutie foarte buna pentru aplicatiile
de tip ‘edge computing.
Mark Patrick (Mouser Electronic) “face putina ordine” in
lumea placilor de dezvoltare intr-un articol unde explicd
semnificatia termenului“placa de dezvoltare’, evidentiind
diferentele dintre aceste tipuri de placi electronice si“ru-
dele”lor apropiate — computerele pe o singura placa (SBC).
Autorul prezintd evolutia lor din trecut pana in prezent si
analizeaza tendintele cu privire la modul in care acestea ar
putea evolua in viitor. Tot legat de acest subiect, Rutronik
vine cu un kit de dezvoltare (RDK2), care oferd o gama
extinsa de caracteristici si interfete utile. In plus, datorita
extensiilor Arduino, proiectantii se pot bucura de o
platformd hardware moderna si usor de utilizat, capabild
sa reduca semnificativ timpul de dezvoltare. Sa nu uitam,
totusi, de SBC-uri! Raspberry Pi“isi face loc”in aplicatiile
lloT, iar acest lucru ni-l explica Cliff Ortmeyer de la Farnell.

— 0 y
Q_‘:Ia}m‘;eﬁk (

%
gneagu@electronica-azi.ro

www.electronica-azi.ro u “ m

- MOUSER

ELECTRONICS

Cea mailarga
selectie de
componente
electronice

In stoc si gata de livrare

ro.mouser.com



Electronica-A#

Management

Director General - lonela Ganea
Director Editorial - Gabriel Neagu
Director Economic - loana Paraschiv
Publicitate - Irina Ganea

Web design - Petre Cristiscu

Editori Seniori

Prof. Dr. Ing. Paul Svasta

Prof. Dr. Ing. Norocel Codreanu
Conf. Dr. Ing. Marian Vladescu
Conf. Dr. Ing. Bogdan Gramescu
Ing. Emil Floroiu

Contact:
office@electronica-aziro
https://www.electronica-aziro
Tel: +40 (0) 744 488818

Revista "Electronica Azi" apare de 10 ori pe an (exceptand
lunile lanuarie si August. Revista este disponibila atat in
format tiparit, cat si in format digital (Flash / PDF).

Pretul unui abonament la revista “Electronica Azi" in format
tiparit este de 200 Lei/an.

Revista "Electronica Azi" in format digital este disponibila
gratuit la adresa: https://www.electronica-azi.ro.

Tn acest format pot fi vizualizate toate paginile revistei si
descarcate in format PDF.

Revistele editurii in format flash pot fi accesate din pagina
de internet a revistei “Electronica Azi" sau din pagina web
Issuu: https://issuu.com/esp2000/

Q) issuu

Revistele sunt, de asemenea, disponibile pentru Android
sau iOS, descarcand aplicatia oferita de Issuu.
20220 - Toate drepturile rezervate.

Electronica-A#"

"Electronica Azi" este marca inregistrata la
OSIM - Romania, inscrisa la pozitia: 124259
ISSN: 1582-3490

=S
E— ]
EURO STANDARD PRESS 2000 srl
CUI:RO3998003  J03/1371/1993
Contact:
Tel: +40 (0) 31 8059955 // office@esp2000.ro
https://www.esp2000.ro

Tipar executat la Tipografia Everest

EVEREST
MPOGRAFA

*s

-

Electronica Azi nr. 8/2022 | SUMAR

" Utilizarea memotiei
MRAM in aplicatii de tip
‘Edge Computing’

w28

Spre EtherCAT
simaideparte
»wid

5G New Radio

»46

3 | Editorial
6 | Castigati o placa de dezvoltare AVR-loT Cellular Mini produsa de Microchip
6 | Noul episod al seriei de podcasturi de la Farnell, “The Innovation Experts’,

cu Schneider Electric, este acum disponibil

Bissuu

https://www.electronica-azi.ro

https://issuu.com/esp2000 https://www.facebook.com/ELECTRONICA.AZI

Electronica«Azi nr. 8 /2022



8 | Utilizarea memoriei MRAM in aplicatii

de tip ‘Edge Computing’

12 | RDK2 - Suport in dezvoltare pentru nenumarate aplicatii
14 | Spre EtherCAT® si mai departe

14

18 | Mai multa performanta pentru siguranta fuﬁt’;iqﬁ%léh

22 | Digi-Key isi extinde centrul de distributie a produselor

pentru a continua sa livreze excelenta la nivel global

24 | Placi de dezvoltare - Trecut, prezent si viitor

28 | Transformarea digitala elimina panoul de comanda
30 | Raspberry Pi ofera solutia pentru‘centrul dé.‘_date industrial

32 | Conectori industriali etansi A\

35 | Farnell, singurul distribuitor de serviciide inalts cé"i'rraté;a:,_.

care ofera solutii software T&M clientilor sai

36 | Senzor de pozitie multitura cu capabilitati TPO
(True Power-On) si consum zero de putere

40 | Maximizarea densitatii de putere cu ajutorul un driver de
transformator LLC de 5MHz inovator de la MPS

https://www.instagram.com/electronica_azi

www.electronica-azi.ro £ I3 131 (I

https://international.electronica-azi.ro

43 | Releu de control Eaton easyE4
pentru utilizare cu interfata HMI
44 | Furnizam tehnologie GaN
45 | Tn urma publicarii rezultatelor celui de-al patrulea trimestru

si al anului fiscal 2022 de catre compania Avnet, Farnell

inregistreaza un nou record in ceea ce priveste veniturile

" 46| 5G New Radio

50\|"' Modul in care s-a procedat intotdeauna pentru conectare
54 | DR:f 25C: Detectie optica perpendiculara pe conveior

56 | FUJIFILM PRESCALE: Folie pentru masurarea presiunii

57 | Detectia muchiilor transparente

58..Senzori inductivi full-inox imuni la aschii metalice de fier,

aluminiu, otel inox, alamd, cupru sau titaniu

A

60 | Cum sa folositi eficient elastomerii conductivi pentru
conexiunile electrice din conectorii Mil -Aero
65 | Felix Electronic Services: Servicii complete de asamblare

66 | Brady: Siguranta si conformitate

www.twitter.com/ElectronicaAzi



Electronica Azi | CONCURS

Castigati o placa de
dezvoltare AVR-loT Cellular
Mini produsa de Microchip

Placa de dezvoltare AVR-loT Cellular Mini se bazeaza pe micro-
controlerul (MCU) AVR128DB48 pe 8-biti. Avand un factor de
formad mic, placa de dezvoltare AVR-loT Cellular Mini reprezinta
o solutie ideala pentru proiectantii care vor sa conecteze dispo-
zitive loT la o retea 5G disponibila. Aceasta este o caracteristica
esentiala pentru dispozitivele aflate inh miscare sau amplasate in
zone indepartate cu disponibilitate limitata privind retelele cu
raza lunga de actiune (LoRa®) sau alte solutii LPWAN (Low Power
Wide Area Network). Clientii pot profita de flexibilitatea si usurinta
in proiectare oferite de cea mai recenta familie de microcontrolere
pe 8-biti AVR128DB48, inclusiv de protectie in materie de secu-
ritate cu ajutorul dispozitivului ATECC608 CryptoAuthentication™
de la Microchip. Acesta poate fi configurat cu usurinta la majori-
tatea furnizorilor importanti de servicii cloud prin intermediul loT
Provisioning Tool de la Microchip.

Placa de dezvoltare AVR-loT Cellular Mini vine pre-configurata
pentru a trimite date cdtre cloud de la senzorii de lumina si
temperaturd aflati pe placa, datele putand fi vizualizate cu aju-
torul portalului sandbox de la Microchip. Portalul sandbox ofera
clientilor posibilitatea de a-si urmari si monitoriza dispozitivul
de la distanta, in timp real. Aceasta functionalitate raspunde
cerintelor de baza ale multor aplicatii din diverse industrii, inclusiv
agriculturd, industrie si energie, precum si din spatii de consum,
cum ar fi transportul de bunuri, sisteme de alarma, automati-
zarea cladirilor si monitorizarea de la distanta.

Mai mult, Microchip a incheiat un parteneriat cu Sequans
pentru a include in aceasta solutie modulul radio Monarch 2
GMO02S echipat cu 5G LTE-M si loT in banda ingusta. De aseme-
nea, Microchip a incheiat un parteneriat cu Truphone pentru a
furniza cartela SIM pentru serviciul celular, care ofera o acope-
rire viabild la nivel mondial.

Pentru a avea sansa de a castiga o placa de dezvoltare
AVR-loT Cellular Mini produsa de Microchip sau
de a primi 15% reducere la urmdtoarea achizitie
Microchip si transport gratuit, accesati pagina:

si introduceti datele voastre in formularul online.

Podcast series

&% Farnell

=INNOVATION

Noul episod al seriei de
podcasturi de la Farnell,
“The Innovation Experts’,
cu Schneider Electric,
este acum disponibil

Seria de podcasturi din acest sezon investigheaza modul in care
unii dintre cei mai importanti producdtori de componente si solutii
electronice din lume permit inovatia tehnologica in domeniul lloT
(Industrial Internet of Things) si al productiei inteligente. Fiecare epi-
sod al seriei va permite cumpadratorilor, inginerilor proiectanti,
managerilor de fabrici si altor profesionisti din industrie sa profite
de conceptele din spatele Industriei 4.0 si sa adopte optimizarea.
De asemenea, vor fi impartdsite informatii valoroase despre cele
mai recente tendinte, provocdri, produse, instrumente si aplicatii.

In acest nou episod, Schneider Electric oferd o prezentare
exclusiva a aborddrii inovatoare a companiei in ceea ce priveste
dezvoltarea de noi solutii tehnologice pentru lloT, inclusiv
modul in care cunostintele cheie sunt transmise direct catre
clienti. Mark Yeeles, Vicepresedinte Industrial Automation la
Schneider Electric UK & Ireland, recomanda ca implicarea in par-

teneriate strategice si desfdsurarea de proiecte pilot inainte de
integrarea completad a sistemului este esentiald pentru crearea
unor facilitati complet optimizate. Inginerii si managerii de fabrici
vor putea lua decizii mai inteligente, adesea autonome, care pot
eficientiza procesele si pot realiza o transformare digitala de
succes intr-un ritm mult mai rapid.

Cu noi episoade lansate la fiecare cateva saptdmani, The Inno-
vation Experts — “Industry 4.0 and the Future of Manufacturing” va
aborda subiecte precum tendinte in domeniul fabricilor inteli-
gente si modul in care se poate demonstra rentabilitatea
investitiilor, sinergia revolutiei industriale cu electrificarea, rolul
crucial al dezvoltarii parteneriatelor strategice si multe altele.
Primul episod din seria 2 s-a axat pe modalitatea prin care companiile
de procesare si de productie pot integra principiile Industrie 4.0
prin adoptarea digitalizarii. Omega Engineering a prezentat
modalitati inovatoare de modernizare a sistemelor existente din
fabrici folosind solutii critice, cum ar fi senzorii si noile sonde digi-
tale inteligente, pentru a capta informatii in timp real.
Ascultatorii au inteles mai bine monitorizarea edge (la marginea
retelei), colectarea si analiza de date uriase si pasii care trebuie
urmati inainte de instalarea completd a sistemului.

Cel de-al doilea episod, cu Schneider Electric, este disponibil acum
pe hub-ul de resurse tehnice al Farnell.

= Farnell | https;//rofarmell.com
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MEMORII

Utilizarea memoriei
MRAM in aplicatii
de tip ‘Edge Computing’

Scop: imbunatatirea fiabilitatii, scaderea

latentei si reducerea consumului de putere

Articolul compara pe scurt capabilitatile de performanta ale tehnologiilor de memorie
obisnuite, precum EEPROM, SRAM si flash cu MRAM. Apoi va trece in revista beneficiile
utilizarii MRAM in mai multe aplicatii de tip‘edge computing;, dupa care va prezenta cateva
dispozitive MRAM de la Renesas Electronics, sfaturi privind utilizarea lor si o platforma
de evaluare pentru a ajuta proiectantii sa inceapa proiectarea.

Autor: Rolf Horn | Inginer de aplicatii
Digi-Key Electronics

Utilizarea tehnologiei de calcul la periferia
retelei (edge computing) este in crestere in
aplicatii precum lloT (Internetul Industrial al
Lucrurilor), roboticd, dispozitive medicale,
dispozitive purtabile, inteligenta artificiala,
industria auto si echipamente portabile. Pe
langa aceasta crestere, este nevoie de me-
morie de mare viteza, cu latenta redusa,
nevolatild, cu consum redus de putere si
costuri minime pentru utilizari, cum ar fi
stocarea programelor si salvarea datelor.

Desi exista multe optiuni disponibile, precum
memoria staticd cu acces aleatoriu (SRAM),
memoria RAM dinamica (DRAM), memoria
flash simemoria nevolatila EEPROM (Electrically
erasable programmable read-only memory),
fiecare dintre aceste tehnologii utilizate pe
scard larga necesita compromisuri in unul
sau mai multe domenii, ceea ce le face mai
putin adecvate pentru ‘edge computing.

Prin urmare, proiectantii se pot orienta
catre memoriile magnetorezistive cu acces
aleatoriu (MRAM). Dispozitivele MRAM, dupa
cum sugereazd si numele, stocheazd datele
in elemente de stocare magnetice si ofera
un acces aleatoriu veritabil, permitand atat
citirea, cat si scrierea aleatorie in memorie.
Structura si functionarea lor sunt de asa
natura incat acestea se caracterizeaza
printr-o latenta redusd, pierderi minime,
numadr mare de cicluri de scriere si retentie
ridicata, toate acestea fiind foarte dorite
pentru calculul‘edge’

Comparatie intre

tehnologiile de memorie

Proiectantii de aplicatii de procesare la mar-
ginea retelei au de ales intre mai multe
tehnologii de memorie, fiecare dintre aces-
tea oferind diverse capabilitati de perfor-
manta, dar si compromisuri (Tabelul 1).

DRAM asigura cel mai frecvent memoria de
lucru pentru diferite tipuri de procesoare in
timpul executiei software. Este iefting, rela-
tivlenta (in comparatie cu SRAM), consuma
cantitati semnificative de energie si pas-
treaza datele doar atat timp cat exista ali-
mentare cu energie. In plus, celulele de
memorie DRAM pot fi afectate de radiatii.
SRAM este mai rapida si mai scumpa
decat DRAM. Este adesea utilizata ca
memorie cache pentru procesoare, in timp
ce DRAM asigura memoria principala. Este
cea mai mare consumatoare de energie
dintre memoriile descrise aici si, la fel ca
DRAM, este o memorie volatila. Si celulele
SRAM pot fi afectate de radiatii, dar ambele
memorii oferd o buna anduranta.
EEPROM este o memorie nevolatila care
utilizeaza o tensiune aplicata din exterior
pentru a sterge datele. EEPROM-urile sunt
lente, au o durata de viata limitatd — de
obicei pana la un milion de cicluri — si
consuma o cantitate relativ mare de ener-
gie. Memoria EEPROM este in prezent cea
mai putin utilizata dintre tehnologiile de
memorie descrise aici.

_ SRAM Flash EEPROM MRAM
' Non-Volatility - v v

Write Performance v - -

Read Performance v = =
: Endurance N = =

Power = = =

© Renesas Electronics

AL ENIRN Memoria MRAM este non-volatild, ca si flash si EEPROM si are timpi de citire/scriere compatibili cu SRAM.
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Flash este o varianta a memoriei EEPROM,
cu o capacitate de stocare mult mai mare si
cu viteze de citire/scriere mai mari, dar este
inca relativ lenta. Flash este iefting, iar da-
tele pot fi pdstrate pana la 10 ani in conditii
de oprire a alimentarii. Cu toate acestea, uti-
lizarea memoriei flash este mai complexa
in raport cu alte tipuri de memorie. Datele
trebuie sa fie citite in blocuri si nu pot fi citite
octet cu octet. De asemenea, inainte de a fi
rescrise, celulele trebuie sa fie sterse.
Stergerea trebuie efectuata bloc cu bloc, nu
pe fiecare octet in parte.

Inceeaceo priveste, MRAM este o adeva-
ratd memorie cu acces aleatoriu, permitand
atat citirea, cat si scrierea aleatorie in memo-
rie. MRAM prezinta, de asemenea, zero
pierderi atunci cand este in standby si
combina abilitatea de a suporta 106 cicluri
de scriere cu o capabilitate de pastrare a da-
telor mai mare de 20 de ani la 85°C. In pre-
zent, MRAM este disponibila cu o densitate
cuprinsa intre 4 megabiti (Mbiti) si 16 Mbiti.
Tehnologia MRAM este similara cu tehno-
logia flash cu timpi de citire/scriere compati-
bili cu SRAM [MRAM este uneori denumita
SRAM persistenta (P-SRAM)].

Datorita caracteristicilor sale, MRAM este
deosebit de potrivitd pentru aplicatiile care
trebuie sd stocheze si sa recupereze date
cu o latentd minima. Aceasta combina
latenta redusa cu consumul redus de pu-
tere, anduranta infinita, scalabilitatea si
non-volatilitatea. Imunitatea inerenta a
MRAM la particulele alfa o face, de aseme-
nea, potrivita pentru dispozitivele care
sunt expuse in mod regulat la radiatii.

Renesas Electronics a adaugat recent dis-
pozitive MRAM care utilizeaza o tehnolo-
gie proprietara STT-MRAM (Spin Transfer
Torque MRAM) aceasta bazandu-se pe o
jonctiune magnetica tunel perpendiculard
(p-MTJ). P-MTJ include un strat magnetic
fix si imuabil, un strat de bariera dielectrica
si un strat feromagnetic de stocare schim-
babil (Figura 1).

Free Layer |
Barrier Layer

Fixed Layer

Celula de bazd a STT-MRAM este alcdtuita

dintr-un MTJ si un tranzistor de acces.

In timpul unei operatiuni de programare,
orientarea magneticd a stratului de sto-
care este comutata electric dintr-o stare
paraleld (stare de rezistenta scazutd “0”)
intr-o stare antiparalela (stare de rezistenta
ridicatda “1”) sau invers, in functie de
directia curentului prin elementul p-MTJ.
Aceste doua stari distincte de rezistenta
sunt utilizate pentru stocarea si detectarea
datelor.

el

In cazul unei intreruperi a alimentérii, datele
inregistrate trebuie sa fie pastrate pe termen
nelimitat. MRAM satisface cerintele de
performanta ale inregistratoarelor de date.
Persistenta MRAM, combinata cu un mod
de consum extrem de redus de putere,
permite o solutie unitara de memorie
pentru cod si date in nodurile loT, care
functioneaza utilizand surse de recoltare a

Si Substrate

© Avalanche Technology

energiei sau baterii in factori de forma ex-
trem de mici (Tabelul 2). Timpul de initia-
lizare este adesea un aspect important in
nodurile loT. Implementarea unei structuri
de tip “code-in-place” utilizand MRAM poate
reduce timpul necesar pentru bootare,
precum si costul total al listei de materiale,
deoarece sunt necesare mai putine com-
ponente decat in cazul utilizarii memoriilor
DRAM sau SRAM.

Read Access Write Frequency of Data Data
Requirements Time Time Operation Endurance Retention
(ns) (ns) (MHz) (Cycles) (Years)
loT Memory
(Boot Code & Data 10 20 100 1x1016 10
Storage)

Viteza, anduranta si capabilitdtile de pdstrare a datelor oferite de memoria

© Avalanche Te(hno/ogy'

SRR MRAM permit acesteia sd indeplineascd cerintele de memorie ale nodurilor loT.

Functionarea memoriei MRAM

Dupa cum sugereaza si numele, datele din
MRAM sunt stocate prin elemente de sto-
care magnetica. Elementele sunt formate
din doud placi feromagnetice separate
printr-un strat izolator subtire, fiecare din-
tre placi putand mentine o magnetizare.
Aceasta structura se numeste jonctiune
magnetica tunel (MTJ — Magnetic Tunnel
Junction). Una dintre cele doua pldci este
un magnet permanent setat la o anumitd
polaritate in timpul fabricarii; magnetiza-
rea celeilalte placi poate fi modificata pen-
tru a stoca date.

www.electronica-azi.ro u n m

Cazuri de utilizare pentru MRAM
Inregistrarea datelor, memoriile din nodu-
rile loT, invdtarea automata/inteligenta
artificiala in dispozitivele de calcul perife-
ric si etichetele RFID din spitale sunt exem-
ple de cazuri de utilizare a memoriilor
MRAM. Inregistratoarele de date necesita
mai multi megabiti de memorie nevolatila
pentru a permite acumularea de date pe
termen lung. De obicei, acestea sunt ali-
mentate de la baterii, dar se pot baza, de
asemenea, pe recoltarea de energie pen-
tru alimentare si, prin urmare, necesita o
memorie cu consum redus de energie.

Persistenta oferitd de MRAM permite, de
asemenea, o noua generatie de noduri loT
capabile de invatare automatd, in care al-
goritmii de inferenta nu trebuie reincércati
de fiecare datd dupa trezirea dispozitivu-
lui. Procesarea locald include analiza date-
lor senzorilor, luarea de decizii si, in unele
cazuri, chiar reconfigurarea nodului.

Aceasta inteligenta localizata necesita o
memorie persistentd si cu consum redus
de putere. Astfel de dispozitive pot sa im-
plementeze o inferenta grosiera locala in
timp real si pot utiliza cloud-ul pentru o
analiza imbunatatita. >
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Viteza MRAM este benefica pentru imple-
mentarea invatarii automate in dispozitive
‘edge; cum ar fi sistemele de planificare a
resurselor intreprinderii (ERP), sistemele
de executie a productiei (MES) si sistemele
de control si achizitie de date (SCADA). n
aceste sisteme, datele sunt analizate, iar
modelele intermediare sunt identificate si
partajate cu domeniile adiacente. Arhitec-
tura ‘edge’ necesita viteza de procesare si
memorie persistenta.

De asemenea, proiectantii pot implementa
memorii MRAM in dispozitivele de asistenta
medicald, unde identificarea prin radio-
frecventa (RFID) poate fi benefica. Consumul
lor redus de putere, combinat cu imunitatea
la radiatii, le face potrivite pentru mediile
spitalicesti. Etichetele RFID in spitale sunt
utilizate din diverse motive, inclusiv pentru
gestionarea inventarului, ingrijirea si sigu-
ranta pacientilor, identificarea echipamen-
telor medicale, precum si pentru identifi-
carea si monitorizarea consumabilelor.

Memorie MRAM seriala

de inalta performanta

Proiectantii de sisteme de calcul la limita
sistemului, cum ar fi control industrial si
automatizari, echipamente medicale, dis-
pozitive purtabile, sisteme de retea, sto-
care/RAID, aplicatii auto si robotica pot
utiliza memoria M30082040054X0IWAY
de la Renesas (Figura 2). Aceasta este dispo-
nibild in densitdti de la 4 Mbiti la 16 Mbiti.
Tehnologia MRAM de la Renesas este simi-
lara cu tehnologia flash, cu timpi de citire/
scriere compatibili cu SRAM. Datele sunt
intotdeauna nevolatile, cu o anduranta de
10 cicluri de scriere si o retentie mai mare
de 20 de ani la 85°C.
M30082040054X0IWAY dispune de o inter-
fata periferica seriald (SPI), care elimina nevoia

de drivere de dispozitiv. SPI este o interfata
seriald sincrona ce utilizeaza linii separate
pentru date si ceas pentru a ajuta la asigu-
rarea unei sincronizari perfecte intre‘gazdd’
si ‘slave’ Ceasul “comunicd” receptorului
exact cand este necesar sa esantioneze bitii
de pe linia de date. Acesta poate fi pe frontul
crescator (de la nivel scazut la nivel ridicat)
sau pe cel descrescator (de la nivel ridicat la
nivel scazut) sau pe ambele fronturi ale
semnalului de ceas.

M30082040054X0IWAY oferd atat scheme
de protectie a datelor bazate pe hardware,
cat si pe software. Protectia hardware se
realizeaza prin intermediul pinului WP#.
Protectia software este controlata de bitii
de configurare din registrul ‘Status. Am-
bele scheme inhiba scrierea in registri siin
matricea de memorie. Are o matrice de
stocare augmentata de 256-octeti care
este independenta de matricea de memo-
rie principala.

© Renesas Electronics

Kitul de evaluare M3016-EVK se monteazd deasupra unei pldci
gazdd Arduino UNO pentru a sprijini evaluarea rapida a performantelor
memoriei MRAM.

M30082040054X0IWAY suporta functia
XIP (eXecute-In-Place) care permite com-
pletarea unei serii de instructiuni de citire
si scriere fara a fi necesara incarcarea
individuala a comenzii de citire sau scriere
pentru fiecare instructiune. Astfel, modul
XIP reduce overhead-ul inainte de execu-
tarea unei comenzi precum si timpul de
acces aleatoriu la citire si scriere.

cs# Register @ Ve
Serial l
Wos - Column
so/iof) Command Register Decoder o
E RAM
WP#/10[2) Command Q h;lr:y e
E
Control nEz
High Voltage r
Vss : s1/10[0]
-

© Renesas Electronics

M30082040054X0IWAY oferd atat scheme de protectie a datelor bazate pe hardware,
cat si pe software. Protectia hardware se realizeaza prin intermediul pinului WP#.
Protectia software este controlatd de bitii de configurare din registrul Status.
Ambele scheme inhibad scrierea in registrii si in matricea de memorie.
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Aceasta este programabilad de catre utiliza-
tor si poate fi protejata la scriere impotriva
scrierilor involuntare.

Pentru a raspunde si mai bine aplicatiilor
cu consum redus de putere, memoria
M30082040054X0IWAY are doua stari de
consum redus de putere: Deep Power
Down si Hibernare. Datele nu se pierd in
timp ce dispozitivul se afla in oricare dintre
aceste doua stari de consum redus de pu-
tere. Mai mult, dispozitivul isi pastreaza toate
configuratiile. Memoria este disponibild in
capsule DFN (WSON) cu 8 pad-uri si SOIC
cu 8-pini. Aceste capsule sunt compatibile
cu cele ale produselor volatile si non-vola-
tile similare cu consum redus de putere.
Dispune de intervale de temperatura de
operare de tip industrial (-40°C ... 85°C) si
industrial plus (-40°C ... 105°C).

Utilizand memoria MRAM

MRAM poate reduce semnificativ consumul
global de putere in comparatie cu alte
tehnologii de memorie. insa valoarea eco-
nomiilor de energie poate varia in functie
de tiparele de utilizare ale proiectului de
aplicatie specific. Ca si in cazul altor memorii
nevolatile, curentul de scriere este mult mai
mare decat cel de citire sau de standby.
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Prin urmare, timpii de scriere trebuie sa fie minimizati in
aplicatiile cu consum energetic critic, in special in proiec-
tele care necesita scrieri frecvente in memorie. Timpii de
scriere mai scurti ai MRAM pot atenua acest aspect si pot
reduce consumul de energie in comparatie cu alte optiuni
de memorie nevolatila, cum ar fi EEPROM sau flash.
Economii suplimentare de energie sunt posibile cu MRAM
folosind o arhitectura de sistem de control al consumului
de putere si plasand memoria in modul standby cat mai
des posibil. Timpul mai scurt de pornire la scriere al memo-
riei MRAM face posibild punerea acesteia in standby mai
frecvent decat in cazul altor memorii nevolatile. De
asemenea, scurgerile zero ale MRAM atunci cand se afla
in standby sunt de ajutor in acest caz. Retineti ca este
deseori nevoie de un condensator de decuplare mai mare
pentru a sustine necesarul de putere de pornire atunci
cand se utilizeaza un sistem de control al alimentarii.

Placa de evaluare MRAM

Pentru a ajuta proiectantii sa inceapa sd utilizeze dispozi-
tivul M30082040054X0IWAY, Renesas ofera kitul de eva-
luare M3016-EVK. Acesta contine MRAM-ul de 16-Mbiti si
permite utilizatorilor sa dezvolte solutii hardware inter-
active folosind populara placa Arduino (Figura 3). Kitul
'plug-n-play' include o placa gazda Arduino si un emulator
de terminal care comunica cu interfata USB a calculatoru-
lui. Placa de evaluare se monteaza deasupra placii gazda
Arduino UNO prin intermediul conectorilor UNO R3. Pro-
gramele de testare furnizate permit utilizatorilor sa eva-
lueze rapid functionalitatea dispozitivului MRAM.

Concluzie

Proiectarea dispozitivelor de calcul periferic (edge) care
utilizeaza tehnologii de memorie conventionale, cum ar
fi DRAM, SRAM, flash si EEPROM, necesita o serie de com-
promisuri ce pot limita performanta. Pentru aplicatii de
tip ‘edge computing; proiectantii se pot orienta catre
memoriile MRAM recent lansate, care ofera acces alea-
toriu real, permitand atat citirea, cat si scrierea aleatorie
in memorie.

Dupa cum s-a vazut, MRAM satisface nevoile de memo-
rie ale proiectantilor de sisteme de calcul la marginea
retelei, inclusiv: un dispozitiv care trebuie sa stocheze si
sd recupereze date fard a inregistra latente mari; un con-
sum redus de putere datorita scurgerilor zero atunci cand
se afld in standby; si capacitatea de a suporta 10 cicluri
de scriere cu posibilitatea de pastrare a datelor mai mult
de 20 de ani la 85°C.

Lectura recomandata

= Intelligent Security Systems using Edge-Computing
(Sisteme de securitate inteligente utilizate in aplicatii Edge-
Computing).

[ https://www.digikey.co.uk/en/product-highlight/r/rene-
sas/edge-computing-for-security-systems |
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PLACI DE DEZVOLTARE

RDK

Rutronik a proiectat
kitul de dezvoltare
RDK2, care ofera o

gama extinsa de
caracteristici si
interfete utile.

Mai mult, datorita
extensiilor Arduino,
acesta pune la
dispozitia
proiectantilor o
platforma hardware
moderna si usor de
utilizat, capabila sa
reduca semnificativ
timpul de dezvoltare.

Autori: David Werthwein, Product Manager Digital

Gintaras Drukteinis, Technical Support Engineer ==

Rutronik

Elementul central al platformei RDK2 este
sistemul pe cip programabil PSoC62 (Pro-
grammable System on Chip) de la Infineon.
Microcontrolerul cu consum ultra-redus de
putere este bazat pe tehnologia de fabri-
catie de 40 nm si combina procesoare Arm
Cortex-M4 si Cortex-MO cu doud nuclee.
Datorita comutatorului rotativ integrat pen-
tru selectarea sursei de alimentare in comu-
tatie (SMPS), RDK2 ofera diverse optiuni de
functionare: Platforma poate fi alimentata
fie de la o sursa de alimentare standard, fie
prin USB Type-C, fie chiar de la o baterie tip
moneda. Convertorul coborator-crescator
(buck-boost) BD83070GWL poate furniza la
iesire o tensiune de 3,3V si 2A pentru shield-
urile Arduino fiind alimentat de la o baterie
Li-ion cu o singura celula sau de la orice alta
sursa de tensiune cuprinsa intre 2,0V si 5,5V.
Convertorul coborator (buck) AP63357DV-7
poate furniza la iesire o tensiune de 5V si 3A
pentru extensiile Arduino fiind alimentat de
orice sursa de tensiune externd cuprinsa
intre 5V si 20V.
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In plus fata de interfata USB, RDK2 include o
interfatd CAN-FD si o interfata RS 485 pentru
comunicatia intre diverse dispozitive sau
componente, cum ar fi senzori sau actua-
toare. In combinatie cu memoria extern3
PSRAM (64 Mbit QSPI) sau memoria NOR
Flash (512 Mbit Semper NOR Flash cu carac-
teristici pentru siguranta functionala con-
form IEC 61508, de exemplu, Safe Boot sau
ECCQ), kitul de dezvoltare este deosebit de
potrivit pentru dezvoltarea de dispozitive
purtabile si senzori. Datorita slotului pentru
card microSD, datele pot fi stocate si extern.
Pentru o flexibilitate si mai mare, atunci
cand se utilizeaza controlerul, toate intrarile/
iesirile de uz general (GPIO) pot fi adresate
prin intermediul unor conectori cu pini care
pot fi lipiti pe placa. Un potentiometru inte-
grat ajuta la o prima ajustare a ADC-ului si
poate fi utilizat si pentru aplicatii ulterioare.
Circuitul integrat pentru managementul
puterii (PMIC) este alimentat de sursa de ali-
mentare de urgentd, adicd de o baterie sau
de un supercapacitor.

Suport in dezvoltare pentru
nenumarate aplicatii

Acesta gestioneaza alimentarea controleru-
lui si a restului sistemului (senzori si actua-
toare sau shield-uri Arduino). Activarea se
face prin intermediul unui push buton sau
al alarmei ceasului in timp real (RTC). Acest
lucru permite implementarea unor solutii
de economisire a energiei pentru aplicatii
din domeniul industrial si auto.

Conectorul USB-C, combinat cu capabili-
tatea USB PD (Power Delivery), permite
transferul unei cantitati mai mari de energie
in aceeasi perioada de timp la fel ca pre-
decesorii sai USB-A si USB-B. Astfel, timpii
de incdrcare pot fi redusi semnificativ. Ca
atare, RDK2 asigurd, de asemenea, confor-
mitatea cu specificatia USB-PD.

Pentru aplicatii tactile elegante si fiabile
Tehnologia CapSense a PSoC62 ofera o
sensibilitate ridicata pentru un rdspuns
tactil precis, chiar si in medii zgomotoase
si timpi de detectie rapizi pentru aplicatii
tactile capacitive elegante, fiabile si usor
de utilizat. Pentru a face acest lucru,
tehnologia utilizeaza un algoritm de
detectie capacitivd Sigma Delta (CSD)
brevetat, care asigura detectia capacitivd
printr-o tehnica de condensator comutat
cu un modulator delta-sigma.

ElectronicaeAzinr. 8 /2022



LABORATOR

Folosind KitProg3 de la com-
pania Infineon, depanarea este
posibila direct pe placg, fara afi
nevoie de un depanator extern.
KitProg este un firmware de
comunicatie de nivel scazut
pentru programarea si depa-
narea microcontrolerelor PSoC.
KitProg3 utilizeaza standardul
industrial CMSIS-DAP ca meca-
nism de transport, in timp ce
punctele finale USB bulk asigura
0 comunicatie rapida.

Pentru programare, Infineon
ofera gratuit IDE“ModusTool-
box". Acesta include o colec-
tie de programe usor de uti-
lizat si instrumente puternice
de sine statatoare, de exem-
plu, configuratoare, care pot
fi combinate in mod flexibil cu
orice compilatoare, editoare,
depanatoare si sisteme de
control al reviziei.

Usor de extins cu placi
adaptoare de la Arduino
RDK?2 este proiectat in forma
de fluture. in mijloc sunt am-
plasati conectori stivuibili
Arduino, unde utilizatorii pot
conecta orice extensii Arduino.
Acest design unic asigurd nu
numai un factor de recunoas-
tere, ci si 0o compatibilitate elec-
tromagnetica (EMC) ridicata.
Deoarece shield-urile Arduino
sunt suspendate, fluxul de cu-
rent nu este perturbat la
frecvente inalte, de exemplu,
datorita traseelor de cupru de
pe placa.

Rutronik a dezvoltat deja
doua astfel de pldci adaptoare
si furnizeazad in plus stivele de
software corespunzatoare:

» RutAdaptBoard-TextTo
Speech scurteaza timpul de
dezvoltare pentru realizarea
unei aplicatii de voce de inalta
calitate. Aceasta vine cu un cir-
cuitintegrat pentru voce dela
Epson, care poate emite
propozitii liber definite in 12
limbi cu ajutorul unui software
pentru PC primit de la furnizor.
Tn acest scop, Rutronik a dez-
voltat un software pentru
incarcarea fisierelor text create
de pe PC pe RDK2 prin inter-
mediul unei interfete grafice

de utilizator (GUI). Un amplifi-
cator audio si 0 mufa jack de
3,5 mm pot fi, apoi, utilizate
pentru a controla propozitiile
din kit si pentru a le emite prin
intermediul difuzorului.

» RutAdaptBoard-HMS se ba-
zeaza pe procesorul de retea
Anybus NP40 de la HMS.
Acesta poate fi controlat in
serie si poate emite diverse
protocoale pentru Ethernet
industrial si fieldbus. De aseme-
nea, permite integrarea unor
componente de infrastructura
optimizate, cum ar fi switch-
uri pentru Ethernet de inalta
performantd. Nu sunt necesare
ASIC-uri si FPGA-uri suplimen-
tare pentru comunicatie.
Aplicatiile EtherCAT pot fi im-
plementate cu software-ul
TwinCAT PC de la Beckhoff. n
prezent sunt in curs de dezvol-
tare add-on-uri pentru alte
protocoale.

Inutil s mai spunem ca si alte
shield-uri Arduino pot fi com-
binate cu RDK2. Cu toate aces-
tea, se asteaptd ca utilizatorii
sd efectueze singuri ajustarile
software necesare.

Mai mult, Rutronik furnizeaza
gratuit firmware si aplicatii
demo. Toate componentele
necesare pentru proiecte per-
sonalizate sunt disponibile
direct de la Rutronik.
Informatii suplimentare des-
pre RDK2 pot fi gasite la:
https://www.rutronik.com/de
velopment-stories/rutronik-
development-kit-rdk2/.

RDK2 ofera multe caracteristici care
reducsemnificativ timpul de dezvol-
tare pentru nenumérate aplicatii. in
cadrul Rutronik System Solutions,
placile dezvoltate, cum ar fi RAB1 -
Sensorfusion Board, Adapter Board
-Text To Speech, RAB2 - (02 sau HMS
Anybus, pot fi stivuite pe RDK2. In
plus, toate placile pot fi combinate
intre ele, ceea ce ofera si mai multe
posibilitati de dezvoltare. Toate
componentele utilizate pentru placi
sunt, de asemenea, disponibile in
portofoliul Rutronik.

= Rutronik
www.rutronik.com
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Spre EtherCAT®

si mai departe

Autor:

lan Saturley, Strategic Marketing Manager, USB & Networking Group

Microchip Technology

Tn ultimele dou& decenii, a avut loc o mare
schimbare in modul in care comunica siste-
mele industriale. Aceasta schimbare a facut
ca firmele sa se indepdrteze de sistemele
bazate pe fieldbus si sa se orienteze cdtre
sisteme de comunicatii care se bazeazd pe
Ethernet. Cresterea puternica a comuni-
catiilor industriale axate pe Ethernet este
de asteptat sa continue intr-un ritm accele-
rat, cele mai recente cercetdri ale analistilor
de la MarketsandMarkets constatand ca piata
globala pentru Ethernet industrial ar urma
sa creasca de la 9,2 miliarde USD in 2020 la
13,7 miliarde USD pana in 2026, un CAGR
de 7,3% in perioada de cercetare.

Nu este o surpriza reala faptul ca Industrial

Ethernet a ocupat o astfel de cota de piata
in aceasta perioada relativ scurta de timp.
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Desi au fost aduse imbunatatiri sistemelor
bazate pe Fieldbus, acestea au inca unele
limitari. Sunt ideale pentru functionalitati
de control simple, dar, avand in vedere ca
tot mai multi producatori lucreaza la imple-
mentarea unei strategii Industrie 4.0,
aceste limitari devin greu de depasit. Cea
mai evidenta limitare este viteza, in special
atunci cand vorbim despre aplicatii care
necesita un control foarte complex si precis,
cum ar fi robotica.

O implementare bazata pe Ethernet este o
alternativa evidenta. Ethernet dispune cu
usurinta de o latime de banda suficienta
pentru a face fatd marii majoritati a cazurilor
de utilizare industriala, chiar si pentru cele
mai solicitante aplicatii ale Industriei 4.0.
Este un standard bine inteles, rentabil si
utilizat in intreaga lume.

e\

MICROCHIP

Este flexibil si poate fi utilizat pentru multe
aplicatii diferite, mai ales ca ramurile field-
bus mai vechi pot fi usor si ieftin incorpo-
rate in coloana vertebrala Ethernet. Pentru
implementare si intretinere, nu lipsesc ingi-
nerii care au lucrat cu tehnologia Ethernet
si care o inteleg. Industrie 4.0 necesita o
legaturd puternica intre operatiunile indus-
triale siIT, asa ca este logic sd avem sisteme
de comunicatii care se bazeaza pe acelasi
standard. Cu toate acestea, Ethernet-ul
care se gaseste in sistemele IT nu este de-
terminist, iar aceasta este una dintre cele
mai importante cerinte pentru sistemele
de control.

Lipsa acestei cerinte a impulsionat mai
multi producatori si organizatii sa dezvolte
un standard bazat pe Ethernet care sa fie
adecvat pentru uz industrial.
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Cele mai populare dintre aceste noi stan-
darde sunt Ethernet TSN, EtherNet/IP, PRO-
FINET si EtherCAT. De la dezvoltarea lor ini-
tiald, fiecare dintre aceste protocoale si alte
sisteme mai mici sau proprietare si-au
gasit propria nisa geografica sau tehnica.
Toate protocoalele au propriile avantaje si
dezavantaje.

LABORATOR | Sisteme de comunicatii in industrie

In general, acestea preiau conceptul de
Ethernet, asa cum se regaseste in domeniul
IT si il adapteaza pentru a asigura functio-
narea in timp real.

O implementare a Ethernet-ului industrial
face lucrurile un pic diferit — EtherCAT
(Ethernet for Control Automation Technology)
pastreaza stratul fizic Ethernet standard si
construieste un protocol determinist com-
plet nou deasupra. Protocolul utilizeaza un
controler gazda, care este singurul dispozi-
tiv caruia i se permite sa creeze frame-ul
EtherCAT. Acesta are intotdeauna aceeasi
lungime, iar fiecare nod de dispozitiv din
retea are o zona adresabila a frame-ului
care i este dedicata. Pe masura ce frame-ul
“se deplaseaza”in cadrul retelei, fiecare nod
preia datele de control si lasd informatiile
de raspuns in spatiul alocat pe masurd ce
trece, fara a intarzia frame-ul mai mult decat
intarzierea de propagare hardware permi-
tand, astfel, un debit de date maxim efectiv
apropiat de viteza liniei de 100Mbit/s.

In alte implementari de Ethernet industrial,
verificarea frame-ului, efectuarea unei veri-
ficari CRC si trecerea prin stiva poate dura
sute de microsecunde. EtherCAT este pro-
iectat sa realizeze intregul proces in numai
125us. Aceasta viteza mai rapida face ca
sistemul sa fie mult mai receptiv, ceea ce,
la randul sau, face ca intreaga aplicatie de
control sa fie mai eficienta si mai sigura.

Nodul dispozitivului EtherCAT este, de
asemenea, mult mai simplu decat in cazul
altor implementari Ethernet industriale,
necesitand doar un cod SSC (Slave Stack
Code) care ruleaza pe un microcontroler
modest, ceea ce reduce, de asemenea,
complexitatea si costul sistemului.

Cu toate acestea, implementarea EtherCAT
nu este chiar cel mai usor obiectiv de realizat.

Cea mai dificila bariera pentru proiectanti
este indeplinirea cerintelor privind timpul
de ciclu. Multi producatori, in special cei
care utilizeaza motoare, doresc sa imple-
menteze algoritmi de control la 8000 de
cicluri pe secunda, ceea ce reprezinta un
timp de ciclu de 125 ps. Desi sistemele
EtherCAT ar trebui sa atinga cu usurinta
aceasta cifra, obtinerea ei in practica s-a
dovedit a fi dificila si, de obicei, necesita
multa scriere si optimizare a software-ului.
De asemenea, poate fi costisitor — un con-
troler EtherCAT pe sina DIN din comert, care
sa fie montat alaturi de un controler de
motor, poate costa sute de dolari.

Cu toate acestea, un design personalizat
poate firealizat pentru un pret de aproape
zece ori mai mic.

O noua solutie

Microchip s-a implicat in piata EtherCAT
inca din 2012. Compania a debutat cu pri-
mul sau controler de dispozitiv EtherCAT
(ESC), LAN9252,1n 2015. Aceasta intrare pe
piatd s-a dovedit a fi un succes si, de
asemenea, a permis companiei sa stranga
informatii despre punctele nevralgice de
pe piatd. Aceasta a constatat cd utilizatorii
doreau o modalitate mai usoard de a inde-
plini cerintele privind timpul de ciclu si o
serie de caracteristici care sd le permita sa
adauge valoare implementarilor lor si sa le
ofere o mai bund intelegere a functionarii
EtherCAT.

Raspunsul din piata a dus la dezvoltarea
de catre Microchip a celei de-a doua
generatii de solutii ESC, care au fost lansate
in septembrie 2020.

Dispozitivele LAN9253 si LAN9254 sunt ESC-
uri cu 3 porturi care dispun de doud PHY-uri
Ethernet integrate, echipate fiecare cu un
transceiver full-duplex 100BASE-TX si
functionare la 100Mbps.

Sistem EtherCAT, tipic, in care sunt ilustrate rolurile pe care produsele Microchip le pot indeplini.

© Microchip Technology
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m FtherCAT
>

Cea mai importanta imbundtatire pe care
compania a facut-o pentru noile ESC-uri a
fost adaptarea designului pentru a permite
proiectantilor sa atinga obiectivele de timp
de ciclu cu foarte putina optimizare software.
Noile dispozitive au simplificat, de asemenea,
implementarea nodurilor EtherCAT prin re-
ducerea timpului de proiectare si a listei de
materiale necesare (BoM). Implementarile
EtherCAT obisnuite utilizeaza un ESC, un micro-
controler siun EEPROM, acesta din urma gaz-
duind configuratia pentru ESC. Microchip
a dezvoltat o tehnica prin care emuleaza
eficient EEPROM-ul. ESC utilizeaza o functie
de apelare pentru a obtine instructiuni direct
de la microcontrolerul gazds, fard a afecta
performanta, ceea ce face ca EEPROM-ul
fizic sa nu fie necesar.

Noile circuite integrate au fost proiectate,
de asemenea, cu o functie care reduce can-
titatea de cristale necesare pentru sincro-
nizare. Multe proiecte industriale folosesc
controlere multi-axa pentru aplicatii pre-
cum robotica. Aceste proiecte pot necesita
pana la sase controlere diferite pentru a
opera un brat de robot cu mai multe axe.
Anterior, fiecare dintre aceste circuite nece-
sita propriul cristal pentru sincronizare.
Acum, noile circuite includ o metoda de re-
plicare precisa a sistemului de sincronizare
si un atenuator de jitter pentru cele sase cir-
cuite folosind un singur cristal, eliminand
astfel necesitatea a cinci cristale suplimentare
si reducand si mai mult costul sistemului.
Cele doua dispozitive ofera si alte caracte-
ristici care faciliteazd implementarea si ope-
rarea sistemelor EtherCAT.

Protocolul EtherCAT a fost proiectat fara
diagnosticare la nivelul fizic, astfel incat utili-
zatorii afla despre defectiuni, cum ar fi de-
gradarea cablului, doar atunci cand incep sa
primeasca erori CRC si alte probleme.

16

Microchip a proiectat capabilitatea de a
monitoriza starea cablurilor in orice mo-
ment, permitand utilizatorilor sa vada defec-
tiunile inainte ca acestea sa devind o problema
- un principiu cheie al Industriei 4.0.

LAN9253 este gazduit intr-o capsula QFN,
replicand pe cat posibil pin-out-ul capsulei
LAN9252 pentru a permite clientilor sa
profite de imbunatatirile pe care le ofera
acest design cu o reproiectare minima.
LAN9254 are 16 pini I/O suplimentari care
permit ESC-ului sa functioneze ca un simplu
controler fara a fi nevoie de un microcontroler.

MicrocHIP

Deoarece se cunoaste zona din frame pe
care o utilizeaza nodul dispozitivului si
intarzierea de propagare, bitii din ESC pot
fi mapati la decalajele din frame si la cele
32 delinii I/0 pentru a permite conectarea
directda a echipamentelor din teren la
reteaua EtherCAT.

Multi clienti au solicitat sa includem un con-
troler pentru a oferi o solutie ESC completa.
In acest an, Microchip a lansat LAN9255
care adauga un microcontroler Cortex-M4F.

"-w
-

Microcontrolerul are suficientd viteza
pentru a se ocupa de cerintele EtherCAT,
actionand in acelasi timp ca procesor de
aplicatii pentru sistemul de control.

Unitatea in virguld mobild a procesorului
ajuta la algoritmi mai complecsi, cum ar fi
cei necesari pentru controlul motoarelor.

De asemenea, au fost adaugate prize
Ethernet care suporta cod pentru SNMP ver-
siunea 3, pentru a permite proiectantilor mai
multa flexibilitate atunci cand conecteaza
tehnologia operationala la sistemele IT.

—
EtherCATe™

3
ﬁ\ MicrocHIR

RMI Sacket

© Microchip Technology

Sistem EtherCAT, tipic, in care sunt ilustrate rolurile
pe care produsele Microchip le pot indeplini.

Concluzie

LAN9253 si LAN9254 de la Microchip au fa-
cilitat mult implementarea si intretinerea
nodurilor EtherCAT, reducand timpul si cos-
turile prin eliminarea necesitatii unor com-
ponente suplimentare, usurand procesul
de optimizare a software-ului si addugand
capabilitatea de a analiza reteaua.

Noul circuit integrat LAN9255 duce aceasta
tendinta cu un pas mai departe, eliminand
necesitatea unui controler gazda extern si
oferind dezvoltatorilor o solutie de nod
EtherCAT si de control pe teren intr-o singura
capsuld. Utilizarea mediului Microchip
MPLAB X Harmony Framework accelereaza
si mai mult timpul de lansare pe piata, per-
mitand scrierea si optimizarea software-
ului atat pentru comunicatie, cat si pentru
control intr-un singur mediu de utilizare usor
de utilizat.

Toate dispozitivele discutate in acest articol
sunt disponibile acum - livrate in volume
de productie si sustinute de serviciile
Microchip de verificare tehnicd a proiectdrii.

https://www.microchip.com/en-us/products/high-
speed-networking-and-video/ethernet/ethercat-
slave-controllers

= Microchip Technology
www.microchip.com

MicrocHIP
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Robotii colaborativi au nevoie |
de performante de calcul
ridicate pentru constientizarea
situatiei.

© congatec

Aplicatiile privind siguranta functionala (FuSa — Functional Safety) au nevoie platforme de
calcul embedded mai puternice, datorita tehnologiei senzorilor integrati, care necesita din
ce in ce mai multa performanta. Acesta este motivul pentru care procesoarele multi-nucleu,
cum ar fi procesoarele Intel Atom calificate pentru FuSa, sunt atat de atractive in prezent.
De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a consolida functiile noncritice pe un singur
sistem mixt critic, ceea ce reprezinta un avantaj major. Daca exista, de asemenea, computere
pe modul (Computer-on-Module - COM) care sa sustina functiile FuSa ale acestor procesoare,
fabricantii de echipamente originale beneficiaza de blocuri de constructie gata pregatite
pentru aplicatii, care sunt deja complet calificate pentru certificarea de siguranta a
aplicatiilor clientilor lor si care pot fi adaptate la performanta necesara. congatec este una
dintre primele companii care fabrica astfel de dispozitive COM.

Autor:
Zeljko Loncaric | Inginer de marketing
congatec
congatec

Senzorii de constientizare a situatiei sunt,
fara indoiald, cei maiimportanti factori aflati
in spatele cererii tot mai mari de perfor-
manta in aplicatiile de siguranta functio-
nald. Sa luam, de exemplu, aplicatiile cu
coboti. Aici, senzorii si switch-urile calificate
FuSa nu sunt necesare doar pentru a opri

18

robotii atunci cand intrd in cusca din zona
de productie. Mai degraba, orice miscare
trebuie sa fie detectatd. Prin urmare, utili-
zarea robotilor colaborativi si a vehiculelor
logistice autonome in productie necesits,
de asemenea, procesarea si analiza datelor
de la camere, lidar si laser.

Acest lucru implica din ce in ce mai mult uti-
lizarea inteligentei artificiale. Uneori, aceste
date trebuie comparate cu datele de geo-
pozitie provenite de la alti senzori pentru
a permite efectuarea de manevre evazive
atunci cand sunt respectati anumiti
parametri predefiniti.

ElectronicaeAzi nr. 8(268)/2022



Toate acestea trebuie sa se desfasoare in
timp real si, mai mult, intr-o maniera sigura
din punct de vedere functional. Si nu toate
exemplele sunt la fel de elaborate precum
vehiculele autonome. Chiar si o oglinda
retrovizoare digitald, instalatd pe un camion
industrial operat de un sofer uman, este un
senzor complex. Pentru a fi sigura din
punct de vedere functional, aceasta tre-
buie sé fie controlata in permanenta pen-
tru a confirma cd functioneaza corect. La
urma urmei, o imagine inghetata ar putea
face ca soferul sa judece complet gresit
situatia.

Tehnologie de senzori

din ce in ce mai performanta

Este adevarat ca blocurile functionale cu
performante ridicate utilizate in mediile de
sigurantd functionald nu trebuie sa fie in-
totdeauna sigure din punct de vedere
functional. De exemplu, se discutd despre
cum sa se implementeze detectarea me-
diului in vehicule, fara constrangerile im-
puse de 1SO26262!, Nu existd, insd, nicio
indoiala ca acestea necesita semnificativ
mai multa performantd pentru a interac-
tiona cu solutiile sigure din punct de vedere
functional decat au avut vreodata nevoie
elementele sigure din punct de vedere
functional ale unui sistem pentru a reveni
la nivelul de siguranta.

In prezent, este nevoie de mai multa per-
formanta in primul rand in cazul aplicatiilor
care au nevoie de cunoasterea situatiei cu

Critical Partition
| : | Q 1O Applications
""" FuSa Library
FuSal/O and middleware
Sh Safe 0S
aht i.e. Zephyr or QNX
Black Channel 1/0 S
UART
PCle
Ethernet

&
hd

www.electronica-azi.ro u “ m

| Computere pe modul si

ajutorul inteligentei artificiale. Conectivita-
tea in timp real a unor astfel de sisteme
sporeste, de asemenea, nevoia de un debit
de date rapid si cu latentd redusa, de exem-
plu atunci cand logica de control de nivel
superior este utilizata pentru sistemele cu
ghidare autonomd care sunt conectate prin
intermediul retelelor 5G private.

| “Pick & Place” sunt aplicatii
tipice in care omul simasina =
£ trebuie sd lucreze impreund.

Sistemele critice mixte sunt in crestere
Spre deosebire de controlerele FuSa tradi-
tionale, procesoarele de aplicatii de astazi
trebuie, inevitabil, sa fie capabile sa gaz-
duiasca siinterfata grafica a sistemului, pe
langa constientizarea situatiei si inteligenta
artificiala.

PSS Non Critical Partition

Applications

ure din punct de vedere functional

Tn cazul utilajelor mobile, de exemplu, ar fi
vorba de sistemele de asistenta pentru
soferi. Tocmai acest lucru face ca tehnologia
x86 sa fie foarte interesanta pentru astfel de
sisteme critice mixte. In primul rand, pentru
ca se asteapta ca aceasta tehnologie gene-
rica de procesoare multi-nucleu sa cunoasca
n continuare o dezvoltare omogena.

o
I
S
S
<
S
o
©

Sinuin ultimul rand, pentru ca primele pro-
cesoare de acest tip integreaza astazi contro-
lere cu functii FuSa. De exemplu, tehnologia
procesorului Intel Atom x6000E este deja
calificata pentru a suporta aplicatii care nece-
sita certificare analogica in conformitate cu
IEC 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2). »

© congatec

Datoritd controlerului séu “Safe Island’; tehnologia procesorului
Intel Atom multi-nucleu permite proiectarea de sisteme critice
mixte care gdzduiesc aplicatii sigure in masini virtuale in timp
real. Acestea pot gdizdui chiar si tehnologie sofisticatd de senzori
pentru constientizarea situatiei.

Error Reporting
OK / NOK
Switch System to Safe State

19



SISTEME EMBEDDED

m COM-HPC
>

Domeniile de aplicare pentru SIL2 se rega-
sesc in masinile industriale, robotii colabo-
rativi si produsele din Industrie 4.0, cum ar
fi gateway-urile loT si serverele edge. Alte
piete decurg din cerintele intralogisticii au-
tomatizate pentru vehiculele logistice au-
tonome si variaza de la mobilitatea fabri-
cilor la toate noile piete gasite in cadrul
conducerii autonome, de la masini agricole
si de constructii la vehicule urbane inteli-
gente, AUV-uri si UAV-uri. Nu in ultimul
rand, pietele tintd includ, de asemenea,
dispozitive medicale, precum si hardware
pentru controlul trenurilor si al cailor ferate
sau pentru avionicd. in aceste domenii este
necesara certificarea de sigurantd, de exem-
plu, pentru a preveni accidentele sau ranile
cauzate de socuri electrice, incendii si
explozii sau de strivire sau impact. Acest
lucru face ca redundanta si capacitatea de
a pune in aplicare procese de sigurantd sa
fie o necesitate.
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Aceasta defineste pinouturile de semnal
pentru a suporta aplicatiile FuSa - foarte
important pentru a putea suporta insulele
de siguranta (Safety Island) certificate FuSa
ale chipseturilor moderne sau ale sisteme-
lor pe cipuri (SoC). Aceasta este o parte spe-
ciala a hardware-ului care este separatd de
chipset-ul principal sau de SoC, impreuna
cu firmware-ul si software-ul de suport.
“Safety Island” monitorizeaza starea si sta-
tusul chipsetului principal sau al SoC-ului si
raporteaza rezultatele, de exemplu prin in-
termediul GPIO-urilor dedicate FuSa si al
unei interfete “slave” FuSa SPI dedicate cétre
un controler de siguranta sau un agent de
siguranta al sistemului FuSa, care este im-
plementat ca “master” FuSa SPI pe placa
purtatoare si care pregateste informatiile
de siguranta si status pentru o utilizare
ulterioara. Specificatia finala este asteptatd
pana la sfarsitul anului sau, cel tarziu, la
inceputul anului 2023.

Computerul pe modul conga-MA7 cu tehnologie de procesor Atom x6000E este primul
bloc de sigurantd pe care congatec il comercializeazd ca supercomponentd pregdtitd
pentru certificare - inclusiv toate componentele software relevante, cum ar fi sistemul
de initializare, hipervizorul si BSP. “Safety Island” suportd niveluri de integritate de
sigurantd de pdnd la SIL2 in configuratia 1oo1 (HFT=0 Single Chip) in conformitate cu
IEC61508:2010. Modulele indeplinesc, de asemenea, cerintele ISO 13849 pand la Cat. 3,

PL=d in configuratii pe un cip.

Computere pe modul sigure

din punct de vedere functional

Prin urmare, producatorii de tehnologie
de computere embedded isi calificd din ce
in ce mai mult oferta pentru siguranta
functionald. De exemplu, organismul de
standardizare PICMG - care este responsa-
bil pentru factorii de forma ai computere-
lor embedded, cum ar fi COM-HPC si COM
Express — a anuntat la “embedded world”
2022 o extensie FuSa la specificatia hard-
ware COM-HPC.
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Masini virtuale sigure

din punct de vedere functional
Real-Time Systems (RTS) a promis la expo-
zitia "embedded world” sa abordeze FuSa
cu produsul sdu RTS Safe Hypervisor, un
hipervizor de tip 1 independent de siste-
mul de operare pentru tehnologia proce-
soarelor x86, care va fi certificat pentru
siguranta functionald. Acesta vizeaza sarci-
nile de lucru critice mixte bazate pe tehno-
logia procesoarelor multi-nucleu x86 si va
fi disponibil la nivel mondial.

Combinand hipervizorul in timp real certi-
ficat cu masini virtuale sigure din punct de
vedere functional si cu altele non-sigure,
alaturi de un sistem de operare sigur certi-
ficat, cum ar fi Zephyr bazat pe Linux sau
QNX, acesta va fi livrat ca un pachet OEM
complet. Acest pachet se adreseaza oricarei
platforme de calcul embedded comerciale
sau personalizate echipate cu procesoare
x86 compatibile cu FuSa. Implementarile
initiale se vor baza pe procesoarele Intel
Atom din seria x6000E cu Intel Safety Island
integrat. O extindere la produse bazate pe
procesoare Intel Core din generatia a 11-a
este o0 alta optiune pentru viitor.

Scopul RTS este de a oferi dezvoltatorilor
cea mai eficienta cale de a ajunge la aplicatii
complet functionale si conforme cu cerin-
tele de sigurantd prin furnizarea de plat-
forme pre-certificate. Tehnologia hipervizo-
rului securizat in timp real este esentiala in
acest sens, conectand totul, de la hardware
securizat, masini virtuale securizate de tip
1 si sisteme de operare securizate la dome-
nii nesecurizate, care ruleaza sisteme de
operare multifunctionale. n cele din urm,
dezvoltatorii de aplicatii trebuie sa se pre-
ocupe doar de partea de siguranta critica
a aplicatiei lor pentru a obtine certificarea
sigurantei functionale.

Producatorii de echipamente originale care
utilizeaza astfel de platforme hardware pen-
tru proiecte de aplicatii critice mixte econo-
misesc costuri, deoarece sunt mai putine
sisteme de implementat, ceea ce duce la o
imbunatétire a timpului mediu intre defec-
tiuni (MTBF) in comparatie cu instalatiile cu
mai multe sisteme. Un alt beneficiu este
faptul ca dezvoltatorii pot gestiona aplicatii
critice si necritice pe un singur cip sau hard-
ware, ceea ce faciliteaza dezvoltarea si tes-
tarea aplicatiilor, precum si schimbul de
date intre aceste aplicatii. Si, in ciuda abor-
darii cu un singur sistem, o astfel de imple-
mentare a unui hipervizor permite ca toate
aplicatiile care nu sunt critice din punct de
vedere al sigurantei sa fie actualizate si
modificate in permanenta, fara a fi necesara
recertificarea componentelor critice din punct
de vedere al sigurantei. Acest lucru este ab-
solut esential - nu numai pentru inovare, ci
si pentru o securitate ciberneticd sporita.

Sisteme de operare in timp real pentru
siguranta si securitate cibernetica
congatec si-a confirmat intentia de a in-
vesti semnificativ pe piata sigurantei
functionale. Intr-o etapd anterioar, la
sfarsitul anului 2021, compania anuntase
deja un parteneriat strategic cu SYSGO,
principalul furnizor european de sisteme de
operare sigure in timp real.

ElectronicaeAzinr. 8 /2022



| Computere pe modul sigure din punct de vedere functional

Scopul acestei cooperari este de a oferi nu
numai platforme de solutii pentru x86, ci si
pentru procesoarele ARM, care sunt special
adaptate la cerintele de siguranta functio-
nala si securitate cibernetica. Primele imple-
mentari, care, in functie de proiect, pot fi
certificate pana la ASIL B sau SIL 2, vor fi
disponibile pe computere pe modul x86 si
ARM Cortex. Un caz tipic de utilizare este
elementul de siguranta in afara contextului
(SEooC - Safety Element out of Context), asa
cum este definit de ISO 26262.

Oferta de servicii complete furnizata in ca-
drul noului acord de parteneriat a fost creata
pentru a simplifica si scurta procesul de dez-
voltare a sistemelor critice din punct de ve-
dere al sigurantei. Aceasta include un sprijin
cuprinzator pentru certificarea diferitelor
standarde de siguranta analogice cu IEC
61508 pentru sistemele electronice de sigu-
ranta functionald. Sunt suportate platfor-
mele bazate pe SYSGO PikeOS RTOS si hiper-
vizor SYSGO PikeOS pentru aplicatii ferovi-
are (EN 50129/EN 50657), vehicule comerci-
ale si agricole (ISO 26262), tehnologie de avi-
atie civila (DO 254), precum si PLC-uriin dome-
niul automatizarii si controlului proceselor
(IEC61508) si aplicatii medicale (IEC 62304).

Tehnologia procesorului

Intel Atom x6000E pe COM-uri
Combinatia dintre tehnologia de procesor
cu siguranta functionala si sistemele de
operare/hipervizoare devine deosebit de
atractiva atunci cand este furnizata pe com-
putere pe modul gata pentru utilizare.
congatec a prezentat un exemplu de astfel
de module FuSa la expozitia “embedded
world” in cadrul unei demonstratii live.
Aceastd aplicatie demonstrativa FuSa a pre-
zentat modulul COM Express Mini conga-
MA?7 pregatit pentru siguranta functional,
cu procesor Intel x6427FE calificat FuSa, cu
suport Safety Island, in combinatie cu hiper-
vizorul RTS si Linux in timp real integrat.
Demonstratia FuSa de la“embedded world”
a fost o dovada impresionanta a progresu-
lui deja realizat de congatec in procesul de
calificare a primelor module computerizate

| T T

www.electronica-azi.ro u n m

bazate pe tehnologia procesorului Intel
Atom x6000E (denumit anterior Elkhart
Lake). OEM-urile pot incepe deja sa imple-
menteze modulele si BSP-urile congatec
calificate din punct de vedere al sigurantei
functionale in platformele lor de aplicatii,
impreuna cu propriile componente soft-
ware. Compania congatec este, de aseme-
nea, pregatita sa sprijine clientii OEM cu
orice personalizare care ar putea fi necesara
pentru a indeplini cerintele specifice de cer-
tificare — de la selectarea componentelor si
implementarea pe placi purtatoare (carrier
boards), pana la suportul pentru sistemul
de operare si hipervizor sau implementarea
driverelor /0.

Vehiculele logistice autonome
din domeniul productiei si
depozitdrii trebuie sd integreze
tehnologii complexe de sen-

| zori pentru a evita coliziunile.

Atingerea mai rapida a obiectivului cu
module de solutii precertificate

Pentru a califica computerele pe modul pentru
functionarea in conditii de siguranta, toate
componentele, precum si intregul BSP tre-
buie sé fie pregdtite pentru certificarea FuSa
- inclusiv manualele de siguranta si restul
documentelor necesare. Toate procesele si
documentele organizationale create in tim-
pul dezvoltarii si testdrii — cum ar fi FMEDA
(Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis)
si procesul de verificare si validare (V&V) -

Sistemul demonstrativ al
congatec cu RTS Hypervisor
integrat si Linux in timp real,
prezentat in premierd la
“embedded world’] se
bazeazd pe modulul COM
Express Mini conga-MA?7.
Acesta este proiectat pentru
sigurantd functionald si
integreazd procesorul Intel
CPU x6427FE calificat FuSa
cu suport Safety Island.
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trebuie, de asemenea, sd fie aduse in con-
formitate cu cerintele de certificare si revi-
zuite de evaluatori externi. congatec ofera
toate acestea din start, astfel incat clientii sa
poata incepe imediat proiectele FuSa pen-
tru a ajunge mai repede pe piata, pentru a
face economii si pentru a reduce costurile si
riscul de implementare.

Platformele multi-nucleu embedded bazate
pe x86 ofera astfel un ecosistem solid pen-
tru siguranta functionald. Ceea ce face ca
acest ecosistem sa iasa in evidentd, in spe-
cial, sunt foile de parcurs omogene ale
procesoarelor, care nu sunt legate de un
singur producator de procesoare.

o
]
i
S
)
S

S

O

De asemenea, modulele COM (Computer-
on-Module) standardizate ofera fundatia
pentru scalarea performantei pe toate tipu-
rile de procesoare si producatori. OEM-urile
care implementeazd computere pe modul
precertificate pentru sigurantd functionald
ca blocuri de constructie gata pentru aplicatii
- inclusiv toate componentele software
relevante, cum ar fi sistemul de initializare
(bootloader-ul), hipervizorul si BSP - pot, de
asemenea, sa economiseasca timp si bani.
Tot ceea ce trebuie sa faca este sa califice
placa purtatoare specificd clientului si
adaptarile pentru certificare.

1Sursa: Elektroniknet.de, Roland Rathmann,
5 mai 2021, preluat la 12 iunie 2022.
https://www.elektroniknet.de/automotive/assistenzsysteme/
umwelterkennung-nach-iso-26262.186049.htm|

O

congatec

= congatec
www.congatec.com
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Dupa cinci ani de planificare si constructie, suntem mandri sa anuntam
ca in luna august Digi-Key a sarbatorit inaugurarea noului nostru centru
de distributie a produselor (PDCe) din Thief River Falls, Minnesota, prin
taierea unei role de banda pentru ambalare utilizata de Digi-Key. Avand
o suprafata de 204.400 m?, noul PDCe al Digi-Key este unul dintre cele
mai mari 10 depozite din America de Nord, alaturandu-se sediului actual
al Digi-Key pentru a oferi un total de aproape 279.000 m’.

Autor: Chris Lauer | Vice president, Order fulfillment, Digi-Key Electronics

Este o borna importanta pentru Digi-Key si
pentru comunitatea, furnizorii si clientii
nostri. Noua facilitate ne va ajuta sa
continuam sa livram excelentd clientilor
nostri pentru multi ani de acum incolo,
permitandu-ne sa preludam, sa ambaldm si
sa expediem aproape de trei ori mai mult
decat media zilnica anterioara de 27.000 de
pachete catre clienti din peste 180 de tdri
din intreaga lume.

22

Pe cat de importantd este aceasta extin-
dere pentru noi, pe atat de mult speram ca
toti clientii nostri sa nu perceapa vreo
diferenta - tranzitia pentru clienti ar trebui
sa fie fara probleme si sd le ofere o
experienta si mai bund in ceea ce priveste
serviciile adresate lor.

Deschiderea noului centru vine intr-un
moment de crestere record. n 2021, Digi-Key
a crescut mai rapid ca niciodata, cu o spo-

rire a vanzarilor cu 65%, iar comenzile din
2022 au finregistrat o crestere de peste
25% fata de anul trecut. Si numarul de
furnizori a crescut semnificativ, cu 250 de
furnizori deja adaugati in acest an.

Noua facilitate este aproape complet
automatizata; singura sarcina care se face
cu adevdrat manual este ridicarea fizica
propriu-zisa a pieselor.
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Digi-Key a dezvoltat multe sisteme brevetate
pentru a garanta clientilor nostri ca primesc
de fiecare data piesele potrivite in cantitatea
potrivita. Cea mai importanta componenta
a noului nostru sistem automatizat este
KNAPP Order, Storage and Retrieval (OSR),
care furnizeaza de fiecare data piesele potri-
vite operatorului, eliminand timpul de mers
pe jos si oferind un mediu ergonomic
adecvat pentru persoana care face selectia.

Compania Digi-Key Electronics este un lider constant si inovator in industria serviciilor de inaltd calitate
pentru distributia de componente electronice si produse de automatizare la nivel mondial, oferind peste
10,6 milioane de componente de la peste 2.300 de producdtori de marca de calitate.

www.electronica-azi.ro E n m

Acest nivel ridicat de automatizare imbuna-
tateste eficienta cu pana la 35% pentru pre-
luare si imbunatateste calitatea si eficienta
procesului de ambalare.

PDCe dispune de doua sisteme principale
de sortare pentru a asigura redundanta in
cazul unei defectiuni si pentru a permite o
viitoare extindere.

Crearea unui mediu de lucru prietenos
pentru echipa si, in acelasi timp, planifica-
rea scalabilitatii si a cresterii au fost priori-
tare in planurile si proiectarea noii cladiri.
Exista peste 43 de kilometri de banda
transportoare automatizatd in noua facili-
tate, iar o comanda medie va parcurge mai
mult de 975 de metri in interiorul cladirii.

Sustenabilitatea a fost, de asemenea, luata
in considerare in timpul planificarii si
constructiei facilitatii.

Membrana albd a acoperisului reflecta
caldura soarelui, luminile LED activate de
senzori reduc la minimum consumul de
energie electrica, iar un sistem de transport
special creat maximizeaza utilizarea si
eficienta energetica.

Le multumim clientilor, furnizorilor si parte-
nerilor nostri transportatori pentru sustine-
rea cresterii si expansiunii Digi-Key.

Nu am fi putut face acest lucru fara voi si
asteptdm cu nerabdare sa continuam sa va
servim, in timp ce alimentam inovatia in
intreaga lume cu cele mai inalte niveluri de
servicii si asistenta in care ati ajuns sa aveti
incredere pe parcursul ultimilor 50 de ani.

Speram ca vom continua la fel si in urmatorii
50 de ani si chiar mai departe!

m Digi-Key Electronics
www.digikey.ro

Inaugurarea noului centru de distributie a
produselor (PDCe) al Digi-Key din Thief River
Falls, Minnesota. In imagine, (de la stdnga
ladreapta): Chris Lauer, Vice Presedinte,
Depozitare si livrare comenzi, Digi-Key;
Brian Holmer, Primarul orasului Thief River
Falls; Dr. Ron Stordabhl, proprietarul compa-
niei Digi-Key; Dave Doherty, Presedinte,
Digi-Key; Steve Grove, Comisar al Departa-
mentului pentru Ocuparea Fortei de Munca
si Dezvoltare Economicd din Minnesota si
Ramesh Babu, CIO, Digi-Key.
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INSTRUMENTE DE DEZVOLTARE

Trecut, prezent si viitor

Mark Patrick
Mouser Electronics

Autor:

14 MOUSER

ELECTRONICS

In acest articol explicam semnificatia termenilor“placa de dezvoltare”
(figura 1) si evidentiem diferentele dintre acestea si “rudele” lor
apropiate — computerele pe o singura placa (SBC). Prezentam
evolutia lor din trecut pana in prezent si analizam unele tendinte

legate de modul in care acestea ar putea evolua in viitor.

In ultimii ani, semnificatia termenului“placa
de dezvoltare” s-a pierdut in multitudinea
de termeni utilizati pentru a descrie placile
hardware folosite in scopuri de dezvoltare,
inclusiv“placi demonstrative (demo)”, “kituri
de evaluare” si“proiecte de referintd”

Ce este o placa de dezvoltare?

Pentru inceput, este necesara o definitie
clara a ceea ce inseamna o placa de dezvol-
tare si a diferentelor dintre acestea si un
computer pe o singura placa (SBC). O placa
de dezvoltare este, de obicei, creatd de
producatorul unui microcontroler pentru a
evidentia caracteristicile acestuia (desi ter-
menul este adesea aplicat, acum, si altor
tipuri de componente). Un microcontroler
este un circuit integrat care contine un
procesor, o anumita cantitate de memorie
RAM, o memorie flash si are functionalitati
10 care i permit sa se conecteze cu lumea
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reald - acesta functioneaza efectiv ca un
computer in miniaturd “gazduit” intr-o
capsula, scopul sau fiind acela de a oferi
dezvoltatorilor o modalitate convenabila
de a se conecta la acesta si de a controla
componente externe precum becuri, mici
motoare etc. Un SBC oferd, de asemenea,
aceasta functionalitate, principala diferenta
fiind ca unitatea centrald, memoria RAM si
memoria flash sunt fiecare continute in
circuite integrate separate pe placa, iar
interfetele permit conectarea la o tastatura
si/sau la un afisaj.

Microprocesorul de pe un SBC necesita un
sistem de operare, in timp ce un microcon-
troler este gestionat cu ajutorul unui mediu
de dezvoltare integrat (IDE) furnizat de
producéator. In multe cazuri, producatorii
creeaza, acum, placi de dezvoltare care in-
clud un microcontroler, dar al caror scop
principal nu este acela de a demonstra

caracteristicile microcontrolerului in sine,
ci pe cele ale senzorilor sau ale altor circuite
integrate cu care acesta se conecteaza. Este
vorba despre “placi demonstrative”, “kituri
de evaluare” sau, daca au fost asamblate
pentru a permite ca intregul set de compo-
nente sa indeplineasca un scop concret,
“proiecte de referintd”.

Rolul anumitor placi nu este in primul rand
de a dezvolta hardware, ci de a oferi acces
la datele din lumea reald de care dezvol-
tatorii de software au nevoie pentru a crea
si perfectiona algoritmii necesari pentru
aplicatiile de inteligenta artificiald si de
invatare automatd. Desi este posibil ca aces-
tea sd nu se conformeze definitiei si scopu-
lui initial al unei “placi de dezvoltare’,
acestea sunt acum intelese in mod colectiv
ca referindu-se la orice parte hardware care
poate fi utilizata in dezvoltarea hardware si
software a unor noi produse electronice.
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A Figura 1
Inginer lucrdnd la o placa de dezvoltare

! 1,
Figura 2: Placa de dezvoltare cu microcontroler Arduino
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| Evolutia si viitorul placilor de dezvoltare

Trecut

Prima placa de dezvoltare cu microcontroler
care a captat atentia comunitatii de ingineri
a fost lansata in 2006.

Aceasta platforma de prototipare, care a
devenit ulterior cunoscuta sub numele de
Arduino (figura 2), a fost rapid adoptata de
0 noua categorie de proiectanti electronisti
care includea entuziasti, pasionati si ingineri
DIY (do-it-yourself).

Arduino a pus bazele succesului comercial
al SBC-urilor si al platformelor ulterioare
bazate pe microcontrolere si a fost urmat
la scurt timp, in 2008, de Beagleboard, care
a pus la dispozitia inginerilor o platforma
de dezvoltare cu costuri reduse, cu sursa
deschisa si sprijinita de comunitate.

Tn 2012 a fost lansat Raspberry Pl - primul
computer pe o singura placd. La fel ca
Beagleboard, acesta a fost gandit ca o
platforma educationala menita sa ofere o
modalitate ieftind prin care studentii sa
invete cum sda scrie coduri de program.
Atractivitatea Raspberry Pl a depadsit cu
mult sfera studentilor si a fost adoptata
rapid atat de pasionatii amatori, cat si de
inginerii profesionisti.

Prezent

In prezent, existd doua categorii principale
de SBC-uri — cele proprietare si cele cu sursa
deschisa. SBC-urile proprietare sunt, de obi-
cei, create pentru a fi utilizate in aplicatii fi-
nale si au fost supuse aceluiasi tip de testare
si asigurare a calitatii ca si produsele finale.

Ele sunt fie integrate in echipamente elec-
tronice, fie instalate intr-o configuratie de
montare in rack. SBC-urile cu sursa deschisa
ofera utilizatorilor acces la proiectarea si
configuratia hardware si la orice cod sursa
pe care il folosesc. Acest lucru le permite
utilizatorilor sa invete rapid si usor cum
functioneaza software-ul si hardware-ul si
apoi sa adopte designul pentru a corespunde
cerintelor lor.

Astazi, placile de dezvoltare si SBC-urile vin
cu o mare varietate de tipuri de proce-
soare. Acestea variaza de la procesoarele
bazate pe x86 din cadrul spatiului
traditional al PC-urilor (AMD si Intel) pana
la procesoarele ARM utilizate in aplicatii in-
dustriale si mobile. Linux si derivatele sale
(Ubuntu, Fedora, Debian etc.), Android si
Windows CE, sunt cele mai utilizate sis-
teme de operare pe SBC-uri. >
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m Placi de dezvoltare si SBC-uri
>

Placile de dezvoltare cu microcontroler nu
necesita un sistem de operare si sunt pro-
gramate prin intermediul unui IDE furnizat
de producator. Atat placile de dezvoltare
cu microcontrolere, cat si SBC-urile au evo-
luat pentru a include conectivitate wireless
(Wi-Fi, Bluetooth) si cele mai recente
interfete audio si video, ceea ce inseamna
ca unele SBC-uri au acum caracteristici
echivalente cu cele intalnite pe multe PC-
uri si tablete.

Viitor

PLACILE DE DEZVOLTARE

DEVIN PRODUSE FINALE

Initial, producatorii au creat instrumente de
dezvoltare cu intentia de a le utiliza ca aju-
tor in marketing, care sa imbunatdteasca
sansele de vanzare a microcontrolerelor lor
catre potentialii clienti (ceea ce, adesea, se
numeste “Design-in”in cadrul industriei).

Producatorii sperau ca, prin minimizarea
volumului de munca necesar inginerilor
proiectanti pentru a pune in functiune o
parte a produsului in laborator si prin facili-
tarea accesului si a cercetdrii caracteristici-
lor acestuia, ar fi destul de probabil ca
acestia sa aleaga microcontrolerul si com-
ponentele auxiliare pentru a fi utilizate in
prototiparea initiald a produsului si, in cele
din urma, ar conduce la comenzi de volum
mai mare in cazul in care dispozitivul ar
urma sa fie utilizat in productia de masa. In
cazul produselor unde nu exista o diferenta
semnificativa intre specificatiile tehnice ale
componentelor provenite de la furnizori
diferiti, aceasta este o abordare prudenta.

Pentru producatori, insa, acest demers a
fost, in anumite privinte, victima propriului
succes. Acestia si-au dat seama ca trebuie
sd continue sd reducd volumul de munca
pe care trebuie sa il depuna un inginer
pentru ca acesta sa se “apropie” de produ-
sele lor — placa de dezvoltare devenind ele-
mentul cheie de diferentiere. In special
pentru produsele care sunt, in mare parte,
similare cu cele ale competitorilor.

Asteptarile inginerilor proiectanti au crescut
in asa fel incat, chiar si in cazul componen-
telor care au un avantaj competitiv clar
identificabil (de exemplu, in ceea ce priveste
puterea sau viteza), acestia se asteapta ca
placile de dezvoltare asociate sa aibd un
nivel de accesibilitate plug'n'play.

Producatorii si-au imbunatatit si mai mult
oferta cu ajutorul proiectelor de referinta
care constau dintr-un microcontroler si alte
componente electronice (de obicei, senzori).
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Initial, acestea erau destinate sa ofere un
ghid pentru modul in care dispozitivele ar
putea fi interconectate pentru a emula
functionalitatea electricd a unui produs
final, fara a se pune prea mult accent pe
factorul de forma, dimensiunea proiectului
sau simplificarea fabricatiei. Cu toate aces-
tea, unii producatori au dus proiectele de
referintd la nivelul urmator pentru a crea
prototipuri de produse cu drepturi depline
si chiar produse complet viabile.

Proiectele de referinta privind platforma de
senzori in domeniul sanatatii HSP (Health
Sensor Platform) ale companiei Maxim
Integrated (care acum face parte din Analog
Devices) pot fi folosite ca exemplu pentru a
trasa aceastd evolutie. Versiunea initiala a
acestor proiecte de referintd a fost o placa de
dezvoltare de mici dimensiuni care includea
un set de senzori (temperatura, presiune,
accelerometru, biopotential etc.) adecvati
pentru utilizarea in aplicatii de sanatate si
fitness si care puteau fi configurati cu aju-
torul unui microcontroler. Variantele ulte-
rioare, HSP2.0 si HSP3.0, au avut factori de
forma care au permis ca dispozitivele sa
poata fi purtate la incheietura mainii si sa
semene foarte mult cu alte dispozitive pur-
tabile disponibile pe piata (figura 3).

Figura 3: HSP3.0 de la
Maxim Integrated

Acest lucru a permis dezvoltatorilor sa eva-
lueze functionalitatea senzorilor lor in sce-
narii din lumea reald. De asemenea, este
important de remarcat ca aceste proiecte
au oferit dezvoltatorilor de software acces
liber la citirea senzorilor (informatii care nu
sunt usor accesibile de la alte dispozitive
purtabile pentru sénatate si fitness). Scopul
acestei abordari a fost acela de a permite
dezvoltarea de algoritmi de invatare
automata si de inteligenta artificiala care sa
adauge valoare aplicatiei.

Demonstrand modul in care hardware-ul lor
faciliteazd accesul usor la date, Maxim a sperat
ca dezvoltatorii de produse vor alege unele
dintre circuitele integrate (sau chiar toate)
din solutia lor de senzori pentru a fi utilizate
in produsele lor. Maxim a extins aceasta
abordare pana la dezvoltarea produselor
MAX HEALTH BAND (incheietura mainii) si
MAX ECG MONITOR (curea toracicd), am-
bele proiectate si construite in totalitate
pentru a fi dispozitive purtabile pentru
aplicatii de sanatate si fitness complet via-
bile. Desi nu erau destinate vanzarii directe
catre consumatori, companiile puteau in-
cheia un acord cu Maxim pentru ca aceste
produse sd fie comercializate sub marca
proprie in schimbul unei plati de redevente.

A oferi un produs complet functional in
aceasta manierd, in conditiile in care toatd
munca de dezvoltare a fost deja facutd, are
potentialul de a atrage o baza noua si mai
largd de clienti non-tehnici din mediul de
afaceri. Thingy:91 de la Nordic Semiconductor
este un alt exemplu de platforma de dez-
voltare in care hardware-ul joaca un rol
aproape secundar in ceea ce priveste misiu-
nea de a oferi dezvoltatorilor acces la date;
acestia trebuie sa dezvolte software-ul si
algoritmii care sa permita realizarea valorii
intrinseci a hardware-ului (si, in acest fel, sa
devina alegerea potrivitd pentru a fi folo-
sita in noile proiecte de produse care utili-
zeaza acesti algoritmi). Probabil ca aceasta
abordare va fi adoptatd de un numar si mai
mare de producatori in viitor.

Cresterea gradului de utilizare a placilor
de dezvoltare in produsele industriale
Adaptarea placilor de dezvoltare si a SBC-
urilor pentru afi utilizate in produse comer-
ciale a devenit din ce in ce maifrecventa, dar
0 altd tendinta emergenta este utilizarea lor
in aplicatii cu volume mai mici, dar cu va-
loare mai mare — produse finale industriale,
cum ar fi controlerele logice programabile,
care sunt supuse unor standarde mai exi-
gente decat echivalentele lor comerciale.

Placi de testare pentru aplicatii industriale
Multe dintre SBC-urile de astdzi au devenit
in mod inerent proiecte complet verificate,
deoarece componentele pe care le contin
au fost initial dezvoltate pentru a fi utilizate
in produse finale si, prin urmare, au fost
testate si au calitatea asiguratd. Acest lucru
se datoreaza, de asemenea, faptului ca pro-
iectele cu sursa deschisa sunt revizuite in
mod constant de o armatd de proiectantisi
programatori competenti care actualizeaza
si evalueaza pldcile si software-ul pe carefl
utilizeaza.
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Testarea pldcilor SBC se realizeaza in pre-
zent prin intermediul unor firme de proiec-
tare si productie de inalta calitate, iar
acestea sunt supuse aceluiasi grad riguros
de control al calitatii ca orice alt produs
final, permitandu-le, astfel, sa obtina chiar
si certificari CE sau FCC. Acest flux de testare
poate fi extins cu usurinta pentru a satisface
cerintele produselor industriale.

Pe de alta parte, placile de dezvoltare cu
microcontroler furnizate de producatori
sau de terti, desi sunt, de obicei, adecvate
pentru utilizarea in produse comerciale, nu
sunt supuse acelorasi niveluri riguroase de
testare necesare produselor industriale.

R
'

Figura 4: Controler logic programabil

Acest lucru inseamna ca producatoriinu le
recomanda, in prezent, pentru utilizare
imediata (in forma lor actuald) in aseme-
nea aplicatii.

In timp ce unele placi includ componente
de calitate industriald, acestea sunt, de
multe ori, doar de calitate comercial3, fiind
proiectate pentru a opera numai la tempe-
ratura camerei.

Prototipurile placilor de dezvoltare sunt su-
puse, tipic, unor teste la temperatura came-
rei timp de cateva zile sau saptamani, dar
acest lucru variaza in functie de producator,
deoarece nu existd standarde stabilite.
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Principala cerinta de calitate pentru pro-
ducatori este ca placile lor sa functioneze in
mod fiabil la temperatura camerei si, prin
urmare, cumparatorii ar trebui sa fie
constienti ca este putin probabil ca acestea
sa fi fost testate la temperaturi extreme sau
in conditii critice de umiditate. De aseme-
nea, acestea nu sunt testate nici pentru a
rezista la solicitari asociate cu vibratii sau
socuri intense.

Prin urmare, principalul obiectiv atunci cand
se stabileste ce placa de dezvoltare sa se
utilizeze intr-o aplicatie industriald este
reducerea riscurilor.

Atunci cand selectati o placa pentru utiliza-
rea intr-o aplicatie industriala, componen-
tele placii trebuie sa corespunda unui nivel
adecvat de temperaturd. De asemenea, are
sens sa se testeze simultan mai multe placi
la temperaturi ridicate pentru o perioada de
cateva zile. Similar, daca se planifica sa se
utilizeze o placa de dezvoltare intr-un produs
care se va confrunta cu o umiditate ridicata,
acestea trebuie evaluate in conditii compa-
rabile.n cazul in care o placa este destinata
utilizarii intr-o aplicatie cu vibratii ridicate,
aceasta trebuie montata intr-un stand de tes-
tare pentru a fi supusa unui test de vibratii.

Concluzie

SBC-urile si placile de dezvoltare cu micro-
controlere ofera companiilor mici o moda-
litate facild de a lansa rapid pe piata
proiectele lor fara a suporta cheltuielile de
dezvoltare pentru un hardware nou.
Acestea le permit sa se concentreze pe
inovatia software si, din ce in ce mai mult,
pe dezvoltarea algoritmilor de invatare
automata si de inteligenta artificiala.
SBC-urile si placile de dezvoltare si-au
largit atributiile cu mult dincolo de ceea ce
fusese prevazut initial pentru ele si au avut
un impact real asupra istoriei recente a in-
dustriei electronice.

Placile continua sa devina tot mai puter-
nice, mai inteligente si mai receptive, rdma-
nand in acelasi timp usor accesibile atat
inginerilor profesionisti, cat si pasionatilor
de electronica.

= Mouser Electronics
https://ro.mouser.com
Distributor autorizat
Urmdreste-ne pe Twitter
MOUSER
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Transformarea
digitala elimina
panoul de comanda

Transformarea digitala in domeniul
automatizarii avanseaza rapid. Viitorul
este din cein ce mai mult axat pe partea
de software, ceea ce aduce cu sine noi
provocari. Murrelektronik s-a concentrat
pe digitalizare de ani de zile si dezvolta
toate produsele hardware necesare
pentru transformarea digitala (module
fieldbus, switch-uri, surse de alimentare,
IO-Link, cabluri si conectori). Compania
are o experienta solida in software si
abilitati puternice legate de geamanul
digital (Digital Twin).

Descentralizarea nu se refera doar la un
singur produs sau la produse individuale,
ci trebuie gandita la nivel de sistem.
Astfel, potentialul de eficienta poate
fi identificat doar printr-o analiza, pla-
nificare si instalare cuprinzatoare pentru
a putea exploata intregul potential al
automatizarii. Numai printr-o integrare
inteligenta intr-un sistem global, un
produs devine o solutie.

Datorita interactiunii dintre toate ele-
mentele individuale, transformarea digi-
tala va fi adoptata la nivel profesional.
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Module master 10-Link

|0-Link este Plug-and-Play in ceea ce priveste instalarea in dome-
niul automatizdrilor. Mai ales in contextul unor procese si instalatii
de productie din ce in ce mai complexe, in care se colecteaza si se
coreleaza din ce in ce mai multe date, standardul de comunicatie
necesita o transparenta maxima de la nivelul senzorilor-actua-
toarelor pana la Cloud.

Noile module fieldbus IP67 MVK Pro si IMPACT67 Pro sunt inova-
toare in totalitate. Acestea au 8 porturi master multifunctionale si,
datorita conectorilor lor cu mufa M12 codificati L, pot produce
curenti cu valori ridicate si suporta protocoalele Ethernet PROFINET,
EtherNet/IP si EtherCAT.

© Murrelektronik GmbH

Modulele fieldbus MVK Pro si Impact76 Pro IP67 sunt doud inventii
complet noi, care extind portofoliul de produse IO-Link al companiei
Murrelektronik. Acestea oferd, printre altele, toate protocoalele
uzuale sau posibilitatea folosirii independent de fieldbus, curent
de iesire de 4A pe port, diagnosticare integratd si carcase robuste.

Solutii de instalare Vision

Procesarea industriald a imaginilor devine din ce in ce mai
importanta in domeniul productiei industriale si al logisticii. Cu
solutiile modulare Plug & Play de la Murrelektronik, sistemele Vision
nu numai cd sunt puse in functiune rapid si flexibil. Modulele ofera,
de asemenea, posibilitatea unei diagnosticari complete si detaliate,
avand astfel un impact major asupra disponibilitatii instalatiei.

ElectronicasAzi nr. 8(268)/2022



Solutii de instalare a sistemelor Vision de la Murrelektronik

(de la stdnga la dreapta): Switch-ul Xelity Hybrid se ocupd de comunicatia
de date si de alimentarea cu energie electricd, Injection Box este un alimentator
cvadruplu de tensiune si semnal de 24V, Master Breakout Box distribuie
tensiune si semnale, iar splitter-ul NEC Class 2 este un distribuitor pur de
tensiune si semnal.

Vario-X este o platformd de

automatizare modulara si extrem de flexibild,
cu ajutorul cdreia toate functiile de automatizare pot
fiimplementate, in premierd, complet descentralizat,
adicd fard o arhitecturd cu panou de control.

© Mu/re/ekt/on/}f Gmby

© Murrelektronik GmbH

Conectorii electrici din seria MQ15 de la Murrelektronik, rezistenti la praf si apd,
alimenteazd cu energie utilajele si instalatiile si sunt creati pentru conectarea
motoarelor asincrone si trifazate.
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Sistemul de automatizare Vario-X

Datorita sistemului de automatizare descentrali-
zat Vario-X, panoul de control devine istorie.
Vario-X aduce senzorii si actuatoarele in mediul
utilajelor si asigura o gestionare fiabila a tensiunii,
a semnalelor si a datelor prin integrarea perfecta
a servomotoarelor descentralizate.

Instalatia automatizatd cu Vario-X are un geaman
digital inca de la inceput. Imaginea digitala 1:1
contine toate functiile si parametrii utilajului si
instalatiei originale si poate fi prezentatd prin inter-
mediul realitatii augmentate in hala de productie.

Geamanul digital are, de asemenea, o contributie
importanta la intretinerea predictiva in timpul
functionarii. Datoritd introducerii inteligentei arti-
ficiale, anomaliile din timpul procesului pot fi iden-
tificate si pot fi initiate masuri de remediere in timp
util. Acest lucru nu numai ca economiseste bani si
timp in etapa de planificare, ci si in momentul
instalarii la fata locului sau al service-ului.

Conectori MQ15

Utilajele si instalatiile au nevoie de putere si este
nevoie de solutii simple pentru ca acestea sa fie
alimentate. Conectorii din seria MQ15, rezistenti
la apa si praf, sunt usor de instalat datorita conexi-
unii rapide fara unelte. Sunt perfecti pentru
conectarea motoarelor asincrone si trifazate.

Valorile ridicate de transmitere a curentului
(pana la 16A sarcina continua) la o tensiune de
pana la 600 VAC ofera, prin urmare, o gama larga
de aplicatii.

Concept de instalare in cadrul unui sistem
Luarea in considerare a intregului sistem poate
creste nivelul de economii in timpul instalarii si
pot fi evitate erorile de instalare.

Calea catre transformarea digitald este intot-
deauna o combinatie intre digitalizare si un con-
cept de instalare eficient dezvoltat in cadrul
sistemului global.

Datorita digitalizarii, masinile si
instalatiile pot fi adaptate pentru viitor

Murrelektronik GmbH
Tel: +43 1 7064525-0
mail@murrelektronik.at
www.murrelektronik.ro
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Industrie 4.0 este o miscare care are ramificatii importante
pentru arhitectura sistemelor de calcul industrial. O directie
esentiala a Industriei 4.0 este fuziunea tehnologiei informatiei
(IT) cu tehnologia operationala (OT) care coordoneaza masinile-

unelte si sistemele de control al proceselor din fabrica.
Comunicarea mai intensa intre aceste doud jumatati ale unei
firme de productie permite furnizorilor sa reactioneze mult
mai rapid la schimbarile de pe piata. Un al doilea motor este
integrarea IT-OT pentru a controla procesele din unitatea de
productie intr-o maniera orientata foarte mult pe date.

Autor: Cliff Ortmeyer

Director Global de Marketing Tehnic

Farnell

In loc sa se construiasca linii de productie
fixe, in care componentele trec printr-o
serie de etape prestabilite pe masura ce
produsul este asamblat, traseul este deter-
minat in timp real pe baza cerintelor pro-
dusului si a disponibilitatii utilajelor de
productie in acel moment. Doua variante pot
fi procesate de utilaje sau celule de pro-
ductie diferite, in functie de componentele
care trebuie integrate si de gradul de fini-
sare aplicat fiecdreia dintre ele. In principiu,
fiecare produs finit care iese din fabrica este
personalizat in functie de cerintele specifice
ale cumparatorului. Personalizarea in masa
este perceputd ca fiind un factor de crestere
a profitabilitatii si a cotei de piata pentru
companiile care o adopta.
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Flexibilitatea este esentiala

pentru Industrie 4.0

Flexibilitatea este un factor crucial valabil
atat pentru infrastructura de calcul, care
supravegheaza unitatea de productie, cat
si pentru masinile-unelte si sistemele care
transporta produsele in curs de executie
catre diferitele celule de productie.

In trecut, accentul era pus pe insule de au-
tomatizare autonoma bazate pe masini si
roboti care executau programe fixe pentru
a indeplini sarcini specifice. Sistemele din
Industrie 4.0 au nevoie de un grad mult
mai mare de coordonare, nu doar la nive-
lul fabricii, ci si cu sistemele administrative
care programeaza si expediaza comenzile.

In acelasi timp, retelele mai rapide nece-
sare pentru a sustine aceasta integrare IT-OT
pot fi utilizate pentru a imbunatati func-
tionalitatea masinilor si a robotilor deja
existenti in fabrica.

Tn acest mediu, este posibil s& se execute
sarcini care presupun o putere de procesare
mai mare, fara a necesita actualizari majore
ale computerelor industriale si ale sisteme-
lor de control care sunt conectate la
masinile-unelte. Un exemplu este inspectia
vizuald asistata de inteligenta artificiala
pentru a verifica calitatea asamblarii sau a
stratului de acoperire. In schimb, sarcinile
pot fi transmise catre calculatoare flexibile
din atelier in situatiile in care latenta este
importanta. Alternativ, in cazul in care
procesarea locala este insuficienta, sarcinile
pot fi transmise cdtre sisteme in cloud,
puterea de procesare locala fiind utilizata
pentru a comprima imaginile si clipurile
video cu scopul de a minimiza timpul si
costurile de transfer.

Sistemele pot determina care este cea mai
buna abordare in timp real pentru a echili-
bra utilizarea resurselor de calcul locale in
raport cu timpii de raspuns. in cazul in care
un model de inteligentad artificiala relativ
simplu, care ruleaza pe un sistem local,
detecteazd o problema la un proces de
acoperire, datele pot fi transmise in cloud
pentru a fi analizate si pentru a verifica daca
nu este vorba despre un defect al masinilor
sau al materiilor prime.

ElectronicaeAzi nr. 8(268)/2022



Procesare in retea pentru
imbunatatirea calitatii produselor

Cu ajutorul procesarii in retea, devine mai
usor sa se adauge la celulele de productie
senzori suplimentari si algoritmi care pot fi
utilizati pentru a imbunatati calitatea gene-
rala. De exemplu, schimbadrile de tempe-
raturd si umiditate pot afecta procesele
chimice care duc la modificari ale calitatii
vopselei sau ale aderentei dintre suprafete.
In loc s& modernizeze utilajele pentru a in-
clude acesti senzori, cei care adopta practi-
cile Industrie 4.0 pot atasa interfetele sen-
zorilor la module de calculator care proce-
seaza datele in formate ce pot fi utilizate de
masinile-unelte existente.

Aceasta este o abordare pe care produca-
torul britanic de biciclete Brompton a
adoptat-o la fabrica sa. Compania a folosit
module Raspberry Pi pentru a spori urma-
rirea produselor in cadrul fabricii, fara a fi
nevoita sd schimbe utilajele de productie de
baza. In prezent, compania a instalat in
fabricd peste 100 de module Pi ieftine, ori-
unde a fost nevoie de sisteme suplimentare
de detectie si de captare a datelor.

Tn Singapore, Jabil, specialist in servicii de
productie de echipamente si dispozitive
electronice, a adoptat Raspberry Pi ca plat-
forma hardware de baza. Programul de digi-
talizare a fabricii Jabil permite dezvoltarea,
testarea si implementarea cu usurintd si in
siguranta a aplicatiilor in sistemele de pro-
ductie, indiferent de locul in care acestea se
afla. Elementul comun al acestor cazuri de
utilizare a tehnologiei Raspberry Pi consta in
gradul ridicat de compatibilitate software
intre diferitele versiuni de hardware si in
capabilitatile de bazd ale hardware-ului in
sine. Acest lucru face mult mai usoard muta-
rea aplicatiilor acolo unde este nevoie de ele
sau unde sunt disponibile resurse de calcul.

Integrare software si hardware
Raspberry Pi oferd avantaje esentiale pentru
urmatoarea etapa a Industriei 4.0. Retelele
de calculatoare cu costuri reduse, dar cu
capabilitati ridicate, trebuie sa se integreze
pentru a forma un centru de date al fabricii
in care aplicatiile se pot muta acolo unde
este nevoie de ele si chiar pot migradelaun
sistem la altul pe masura ce se schimba
cerintele. In acest mediu, instrumentele si
componentele software dezvoltate initial
pentru centrele de date in cloud sunt adap-
tate pentru a fi utilizate in sistemele care
ruleaza la marginea fabricii, indiferent daca
aceste sisteme periferice sunt atasate direct
la utilajele de productie, amplasate in dula-
puri in fabrica sau in microcentre de date
din apropiere.

www.electronica-azi.ro u n m

| Raspberry Pi: platforma hardware de baza in lloT

Bazat pe seria de nuclee de microproce-
soare Cortex-A dezvoltata de ARM, fiecare
Raspberry Pi este un computer multi-nu-
cleu echipat cu o unitate completa de ges-
tionare a memoriei, care include suport
pentru sisteme de operare, precum Linux.
Aceste sisteme de operare dispun de su-
port de memorie virtuald si de un numar
mare de porturi I/0 de mare vitezd, toate
acestea putand fi alimentate prin interme-
diul unui simplu port USB. Raspberry Pi 4, de
exemplu, se bazeaza pe un SoC Broadcom
cu patru nuclee, cu 1 MB de cache de nivel
doi, combinat cu iesiri video HDMI duale
pentru a sustine interfetele operatorului si
Gigabit Ethernet.

Suportul pentru Linux specific lui Raspberry
Pi este vital pentru a permite clientilor
industriali sa beneficieze de avantajele
dezvoltdrii siimplementarii tehnologiilor de
tip ‘cloud computing' Un element cheie al
sistemelor cloud actuale este virtualizarea si
containerizarea. Virtualizarea oferd o moda-
litate de a separa aplicatiile unele de altele
mai eficient decét in cazul in care acestea
sunt gazduite de acelasi sistem de operare.
In cadrul virtualizarii, aplicatiile care ruleaza
intr-un sistem de operare nu pot accesa me-
moria celor care ruleaza in alt sistem de
operare. Toate accesdrile la I/O sau la memo-
rie in afara propriului spatiu de adrese vir-
tuale sunt supravegheate de un hipervizor.

Acesta este un avantaj major in sistemele
industriale in care unele programe vor fi
esentiale pentru functionarea unei masini,
dar ar putea avea nevoie sa ruleze alaturi de
programe terte pentru a asigura alte functii.
In cazul in care sunt necesare actualizari
pentru unul dintre programe, acestea pot fi
efectuate fara a afecta celelalte compo-
nente. in plus, suportul pentru Trustzone
specific arhitecturii ARM Cortex-A ofera me-
canisme de verificare a autenticitatii imagi-
nilor software inainte ca acestea sa fie
instalate, precum si de control al accesului
acestora la1/0 in timpul executiei.

Puterea containerizarii si a orchestrarii
Virtualizarea impune o supraincdrcare a
procesorului din cauza necesitatii de a in-
tercepta accesdrile la memorie si I/0. Ca
raspuns, industria de ‘cloud-computing’ a
dezvoltat tehnologia de containerizare,
mai eficienta din punct de vedere al resur-
selor. Exista o serie de caracteristici de secu-
ritate integrate direct in Linux care pot fi
utilizate pentru a impiedica aplicatiile sa
corupa memoria din afara spatiului de
adrese propriu si care nu antreneazd cos-
turi suplimentare generate de interventiile
hipervizorului.

O a doua caracteristica importanta a tehno-
logiilor de tip container, cum ar fi Kata sau
Docker, este posibilitatea de a impacheta
toate bibliotecile si functiile sistemului de
care are nevoie o aplicatie intr-o singura
imagine ce poate fi transferata cétre orice
masind compatibila din retea. Aceste biblio-
teci pot fi complet diferite de cele necesare
unui container care ruleazd pe aceeasi ma-
sina. Deoarece containerul izoleaza aplicatia
de diferentele de hardware si de software
de sistem, rezultatul este un mecanism care
garanteaza cd aplicatiile pot rula oriunde
exista resurse de calcul disponibile.

In cloud, Kubernetes, un instrument de or-
chestrare open-source creat de Google, este
utilizat pentru aincdrca, rula, muta si elimina
containere in mod automat, pe baza unor
reguli stabilite de administratorii de sistem.
Instrumente similare se muta acum in sis-
teme‘edge’prin proiecte precum Cassini de
la ARM si altele. Combinatia dintre contai-
nerizare si orchestrare oferd utilizatorilor
industriali posibilitatea de a maximiza utili-
zarea sistemelor lor informatice si de a le
face sa fie pregatite pentru viitor. O noua
capacitate poate fi adaugata cu usurinta
prin addugarea sau modernizarea module-
lor de procesare. Prin intermediul platformei
Raspberry Pi, utilizatorii pot face acest lucru
intr-o maniera extrem de rentabila si pot
profita de capabilitatile de I/0 si de retea
integrate pentru a se asigura ca toate siste-
mele din acest centru de date industrial
distribuit pot comunica intre ele.

Rezultatul arata ca Raspberry Pi este mult
mai mult decat o platforma ieftind pentru
procesare de mare viteza. Datorita migrarii
tehnologiilor cloud in spatiul de productie,
acesta poate deveni fundamentul centrului
de date industrial atat de necesar pentru a
unifica IT si OT sub umbrela Industrie 4.0.

&s Farnell
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Rezistent la apa (Waterproof): termenul
colocvial sugereaza rezistenta totala a unui
obiect la efectele umiditatii — de exemplu,
sub forma de ceatad sau ploaie - si la scufun-
darea in lichide. Totusi, din experienta de
zi cu zi se stie cd, de obicei, nu exista decat
o protectie relativa, de exemplu a unui
ceas, a unei camere foto sau a unui telefon
inteligent, ale caror specificatii permit doar
o imersiune la o adancime limitata sau la
o presiune hidrostaticd maxima. Pentru
utilizatorii de produse de conectivitate
electrica industrial, este evident ca aceasta
experienta trebuie transferata la scenariile
de aplicare pentru conectori, de exemplu
n procesul tehnologic. Protectia interfetelor
impotriva lichidelor este o cerinta esen-
tiala in acest caz, atat din punct de vedere
functional, cat si din punct de vedere al
sigurantei.

Pentru a asigura etanseitatea intregului
sistem electromecanic, conectorii sunt de
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In lumea proceselor tehnologice,
protectia conexiunilor electro-
mecanice impotriva umiditdtii si
a apei este o cerintd esentiald.

Protejarea interfetelor electromecanice impotriva lichidelor
este una dintre cerintele de baza pentru electronica industriala
in domeniul automatizarii si a procesului tehnologic.

Cu toate acestea, termenul “rezistent la apa” este o chestiune
de interpretare. In functie de aplicatia respectiva, pentru
tehnologia de conectare electrica sunt necesare diferite

grade de rezistenta la lichide.

o importanta deosebita in electronica
industriala. Pe de o parte, acestia trebuie
sd poata fi conectati si deconectati de mai
multe ori; pe de alta parte, in functie de
aplicatie, conexiunea trebuie sa impiedice
in mod fiabil patrunderea mediilor lichide
in momentul conectarii.

Gradul de rezistenta necesar - si, prin urmare,
interpretarea corecta a atributului “rezis-
tentla apd”- este indisolubil legat de circum-
stantele aplicatiei in cauza: Desi in multe
aplicatii de automatizare conectorii nu se
afla in contact direct cu apa, exista utilizari
speciale in care acestia sunt expusi la
stropi de apa sau chiar trebuie sd reziste la
scufundari temporare. Mai ales in mediile
solicitante din punct de vedere igienic,
conectorii pot fi tratati sub presiune inalta
in scopuri de curatenie. Tn astfel de cazuri,
consideratiile speciale de proiectare sunt
esentiale pentru a asigura o transmisie
fiabila a semnalului si a puterii.

Etichetare standardizata:

grade de protectie si indice IP

Gradul de rezistenta la umezeala si lichide
este indicat in foile tehnice de produs ale
fabricantilor de conectori. Specificatia tehnica
relevanta se refera la asa-numitul grad de
protectie; aceasta determina sub ce influen-
te de mediu - atingere fizicd, precum si pa-
trunderea de particule si apa — poate fi
utilizat conectorul respectiv. in conformitate
cu standardele DIN EN 60529 si I1SO 20653,
gradul de protectie este specificat prin inter-
mediul unui indice IP (International Protec-
tion), care, pentru conectori, este in general
valabil numai atunci cand acestia sunt
conectati. Exemplele de mai sus corespund,
prin urmare, gradelor de protectie IP67 —
protectie impotriva imersiunii temporare —
si IP68/69K — protectie impotriva imersiunii
permanente sau a expunerii la presiune
ridicata. Deoarece standardele nu definesc
criterii precum “temporar” sau “permanent”

ElectronicaeAzinr. 8 /2022



LABORATOR | Notiuni de baza privind tehnolo

intr-o maniera clara si obligatorie, este reco-
mandabil ca producatorii sa furnizeze, in
practica, informatii mai precise.

In realitate, o cunoastere insuficienta a nor-
melor DIN EN 60529 sau ISO 20653 duce
adesea la presupunerea eronata ca un numar
mare in codul IP inseamnad neaparat o pro-
tectie mai buna. Prin urmare, este important
de stiut cd prima cifrd a codului se refera la
patrunderea particulelor solide, cum ar fi
praful, in timp ce a doua cifrd indica pro-
tectia impotriva umiditatii si a apei. Astfel,
un produs cu indice IP64 nu poate fi consi-
derat “mai bine protejat’, per ansamblu, in
comparatie cu un produs IP55. Primul poate
fi mai expus la particule, adica este rezistent
la praf. Cu toate acestea, poate rezista doar
la stropi de ap4, in timp ce al doilea poate fi
expus la jeturi de apa din orice unghi.

Cele doua cifre pentru particule si umidi-
tate/apa pot fi urmate de litere de cod in a
treia si a patra pozitie pentru a indica mai
precis gradul de protectie. De exemplu, un
K (precum cel din IP69K) reprezinta un
echipament pentru vehicule rutiere, iar un
B pentru a avea acces la partile active peri-
culoase prin atingerea cu un deget.

Este important de subliniat ca indicele de
protectie IP se refera numai la protectia echi-
pamentelor si a componentelor acestora.
Acesta nu face nicio declaratie cu privire la
protectia persoanelor care interactioneaza
cu acest echipament. Mdsurile pentru sigu-
ranta utilizatorilor sunt definite intr-o asa-
numita clasd de protectie, care nu face
obiectul acestui articol.

Rezistenta la apa in context industrial
Pe langd parametrii electrici, cum ar fi curen-
tul si tensiunea nominala, suprasarcina sau
rezistenta de contact, parametrii relevanti
pentru instalare, cum ar fi densitatea de in-
tegrare si gradul de miniaturizare - si, in
consecinta, designul unui conector - sunt
criterii generale de selectie. Dincolo de aces-
tea, totusi, este necesar sa se evalueze carac-
teristicile speciale ale mediului respectiv de
aplicare. Este interfata expusa la sarcini me-
canice, cum ar fi socuri sau vibratii? Trebuie
luate masuri de precautie impotriva influ-
entelor ansambilurilor electronice adiacente
de nalta frecventa, impotriva riscului de in-
cendiu sau de explozie? Sau, o conexiune
care trebuie sa fie cuplata si decuplata frec-
vent necesita consideratii speciale de pro-
iectare pentru a rezista la multe cicluri de
cuplare? Raspunsurile la aceste intrebari si
la altele similare i conduc pe utilizatori la ca-
racteristicile produsului, cum ar fi sistemul
de blocare, ecranarea electromagnetica si
materialele de contact, care influenteaza
inevitabil decizia de cumparare.
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Faptul ca dispozitivele de conectare trebuie
sa reziste — intr-o maniera nedefinitd initial
- la patrunderea particulelor si a umiditatii
sau alichidelor este o cerinta standard in in-
dustrie. Dar, dupa cum s-a explicat mai sus,
gradul de protectie necesar depinde de
detaliile aplicatiei. Deoarece acestea variaza
de lainterfete de masurare si control in auto-

Y

Modelul M12 este utilizat pe scard largd in domeniul

ia si ghid de selectie

matizarea fabricilor, trecand prin industria
alimentara si a bauturilor, pana la utilizarea
clinica a instrumentarului medical, cerintele
pentru conectorii “etansi” pot varia conside-
rabil. In special in ultimele doua domenii,
produsele sunt expuse la o incarcatura de
umiditate deosebitd, rezultata din proce-
sele de curatare si sterilizare impuse aici. »

automatizdrilor, de exemplu, pentru cablarea senzorilor
si a actuatoarelor; conectorii tatd simamd care pot fi

cablati in teren oferd flexibilitate in timpul instaldrii.

Not Connected Closed - datoritd unui capac din plastic cu
arc, conectorii NCC din seria 770 sunt protejati de particule
si de stropi de apa chiar si atunci cand nu sunt conectati.

Miniaturizate si rezistente la apd conform IP67:

© binder

© binder

Seriile 620 si 720 cu garniturd O-ring (pe partea mama)

si garniturd in zona de prindere.

© binder
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Exemple de produse care ofera indici de
protectie IP67 si IP68/69K

Toti conectorii M12 de la binder sunt
rezistenti la umezeald si apa in conformitate
cu standardele IP67, iar multi dintre ei sunt,
de asemenea, rezistenti la IP68/69K. Vari-
antele rezistente la coroziune sunt echipate
cu inele filetate din otel inoxidabil sau din
plastic (figura 1). In timp ce IP67 asigura
siguranta aplicatiei in conditii de umiditate
ocazionala - fara cerinte mai ridicate - pro-
dusele mai rezistente, in functie de gradul
de protectie si de material, pot rezista si la
conditiile meteorologice in cazul utilizarii in
exterior, precum si la scufundarea la adan-
cimi mai mari, la jeturi de apa de inalta pre-
siune si la agenti de curatare agresivi.

Portofoliul IP67 include, de asemenea, prize
si fise M12 care pot fi asamblate. Tehnologiile
de conectare cu protectie IP67, cum ar fi
seria de conectori 770 NCC (Not Connected
Closed) (figura 2), sunt recomandate, de
exemplu, pentru utilizarea in terminale por-
tabile, echipamente medicale si ansambluri
de iluminat cu LED-uri. Echipate cu un sis-
tem de blocare tip baioneta si proiectate
pentru mai mult de 5.000 de cicluri de co-
nectare, aceste produse se caracterizeaza
printr-o caracteristica speciald de design. Un
capac din plastic cu arc in interiorul carcasei
lor include contactele — atunci cand nu sunt
cuplate - astfel incat acestea sunt ferite de
atingeri accidentale. Ele sunt astfel protejate
fmpotriva particulelor si a stropilor de apa si
sunt, de asemenea, protejate impotriva im-
pactului mecanic din exterior.

Asa-numitele serii subminiatura si miniatura
620 si, respectiv, 720 — atunci cand sunt cu-
plate - indeplinesc, de asemenea, criteriile
IP67 (figura 3).Tn acest scop, produsele sunt
echipate cu o garnitura O ring pe capatul
mamd, precum si cu o garniturd in zona de
strangere. In ciuda elementelor lor sensibile
de fixare cu clichet, conectorii rezista la mai
mult de 1.000 de cicluri de cuplare. Acestea
sunt, de asemenea, potrivite pentru echipa-
mente medicale; alte aplicatii posibile includ
echipamentele de metrologie, iluminatul
industrial sau incdlzirea scaunelor din arenele
sportive.

Toti conectorii turnati din seria 763 (figura 4)
care includ cabluri de semnal si pentru sen-
zori, precum si inele filetate din plastic rezis-
tent la agenti si la temperaturi ridicate, sunt
etansi la apa pana la gradul de protectie
IP68 atunci cand sunt conectati. Gradul de
protectie IP68/IP69K este obtinut de conec-
torii pentru exterior cu inchidere rapida tip
baioneta din seria HEC (figura 5).
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Printre exemplele de aplicatii se numara ilu-
minarea tunelurilor pentru medii foarte
umede, sondele de masurare subacvatica si
liniile de alimentare pentru pompe submer-
sibile. Conectorii HEC sunt, de asemenea,
utilizati pe scara larga in masinile agricole si
in aparatele de sudura portabile.
Versiunile pentru exterior precum si cele
din otel inoxidabil ale seriei 713 (figura 6)
respectd, de asemenea, gradul de protectie
IP68/69K.

Versiunile speciale pentru industria alimen-
tara si a bauturilor din seria 763 si variantele
din otel inoxidabil ale seriei 713 sunt prote-
jate conform IP69K. Conectorii M12 sunt
potriviti, de exemplu, pentru conectarea
senzorilor care monitorizeaza parametrii de
proces in instalatiile de imbuteliere. In
general, acestia sunt destinati sa fie instalati
in masini si sisteme care sunt curatate cu
aparate de curatare de inalta presiune si
agenti de curatare agresivi.

Conectori de cablu din seria 763, conform IP68, in diferite versiuni.

l"a

Seria HEC de conectori pentru exterior conform IP68/IP69K.

Seria 713, IP68 - capacele de protectie mentin contactele
la addpost de intemperii in aplicatiile de exterior.

Versiunile pentru exterior sunt realizate
dintr-un material plastic adaptat acestui
scop si sunt echipate cu capace pentru
protectia conectorilor de semnal impo-
triva intemperiilor.

Produsele din otel inoxidabil sunt deosebit
de rezistente la agenti agresivi.

© binder

2 gy

© binder

© binder

Concluzie
Aplicatia determina gradul de protectie!

= Franz Binder GmbH & Co.
www.binder-connector.de

=1 binder
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COMPANII

SOLUTII SOFTWARE

Farnell, singurul distribuitor
de servicii de inalta calitate,
care ofera solutii software

T&M clientilor sai

Farnell, o companie Avnet si distribuitor
global de componente, produse si solutii
electronice, ofera acum solutii software
clientilor care cumpara produse de testare
si masurare de la patru dintre principalii sai
furnizori globali.

Farnell este singurul distribuitor de servicii
de fnalta calitate care ofera astfel de servicii
digitale, dintr-o singurd sursa, pentru a
sprijini inginerii de proiectare si testare.

NI, Keysight, Rohde & Schwarz si Tektronix au
incheiat un parteneriat cu Farnell pentru a
lansa aceasta noua initiativa, care permite
clientilor sd obtina licente software, actua-
lizdri si solutii de aplicatii de pe site-ul Farnell,
dupa achizitionarea produselor. Serviciul
este simplu de accesat, sustenabil, deoa-
rece nu implicd taxe postale si acte si per-
mite clientilor Farnell s& economiseasca
timp si bani atunci cand realizeaza proto-
tipuri, proiecteaza si testeaza produse noi.

Pachetele de asistentd software disponibile
acum de la Farnell includ:

» NITest Workflow - (include LabVIEW)
este o colectie completa de software pen-
tru ingineri, cu ajutorul careia se sprijina

fiecare etapd a procesului de testare cu
software special creat pentru testare si
masurare. Pachetul contine toate compo-
nentele necesare pentru munca de zi cu zi
si este disponibil in doua editii in functie
de cerintele aplicatiei. Caracteristicile sale
cheie includ LabVIEW, TestStand, DIAdem,
FlexLogger si multe altele.

« Software-ul de analiza pentru PC -
TekScope™ - ofera capabilitatea unui os-
ciloscop pe un PC, permitand analiza for-
melor de unda oriunde si oricand. Este com-
patibil cu toate osciloscoapele Tektronix,
de laTBS1000C pana la TBS60000B.

- Software-ul Keysight PathWave
BenchVue oferd acces la 0 gama larga de
aplicatii de control, automatizare si analiza
a instrumentelor, cu capabilitati diferite
pentru a spori productivitatea. Aceste capa-
bilitati depind de functionalitatea tipurilor
de instrumente, a aplicatiilor sia modulelor
care sunt conectate la PC-ul pe care ruleaza
software-ul BenchVue. Toate aplicatiile de
control, precum aplicatiile pentru anali-
zoarele portabile BenchVue Fieldfox permit
inginerilor sa controleze cu usurinta si sa
construiasca secvente automate persona-
lizate utilizand BenchVue Test Flow1.

« Software-ul Rohde & Schwarz Campus
Dashboard Oscilloscope simplifica ruti-
nele de predare in laboratoarele studen-
testi mari cu mai multe bancuri de lucru si
poate controla pand la 300 de instrumente
individuale de testare si masurare dintr-un
singur post de lucru.

Farnell ofera din stoc o gama completa de
teste, instrumente si consumabile de pro-
ductie, recunoscute pe piatd, pentru a
sprijini proiectarea si testarea electronica,
fara valoare minima a comenzii si cu un
program de reduceri educationale. Clientii
au acces gratuit la resurse online, foi
tehnice, note de aplicatii, videoclipuri si
webinarii, precum si la un excelent suport
tehnic, disponibil 24/5 in limba locala.

Clientii pot explora gama de solutii soft-
ware T&M de la Farnell (in EMEA).

= Farnell -

Farnell

https://rofarnell.com §§ [

James McGregor, Global Head of Test, Tools & Production Supplies la Farnell, a declarat: “Constant, cdutdm modalitati mai inteligente
si mai usoare pentru a-i ajuta pe clientii nostri sa proiecteze, testeze si sd analizeze cu ajutorul produselor din portofoliul nostru T&M.
Acum putem sd le furnizdm direct clientilor nostri solutiile hardware si software esentiale de care au nevoie, elimindnd necesitatea ca un
client sd fie nevoit sé contacteze furnizorii separat, dupd achizitie.”

www.electronica-azi.ro u n m
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Senzor de pozitie

multitura cu capabilitati

\J

J

TPO (True Power-On) si
consum zero de putere

Acest articol prezinta metodele actuale utilizate pentru a activa capabilitatile de detectie
multitura TPO (True Power-On) si introduce o noua solutie simplificata care va remodela
piata de senzori detectie a pozitiei atat in domeniul industrial, cat si in cel auto.

Sistemul simplificat va permite proiectantilor, cu sau fara experienta in proiectarea sistemelor
magnetice, sa inlocuiasca solutiile existente, voluminoase si costisitoare.

Autori: Stephen Bradshaw | Product Applications Engineer
Christian Nau | Product Marketing Manager
Enda Nicholl | Strategic Marketing Manager

Analog Devices

Introducere

Senzorii de pozitie si codificatoarele sunt
omniprezente in aplicatiile auto si indus-
triale in care este esential ca pozitia siste-
mului sa fie cunoscuta in orice moment.
Cu toate acestea, senzorii de pozitie si codi-
ficatoarele existente nu pot furniza decat
informatii despre pozitia pentru o singurd
rotatie sau informatii despre pozitia reald
la pornire (TPO) in domeniul de 360°.
Sistemele care au nevoie de informatii des-
pre pozitia TPO pentru mai multe rotatii
sau pe o gama mai larga de masuratori in-
clud, de obicei, o sursd de alimentare de
rezerva pentru a urmari si a memora
rotatiile multiple ale senzorului rotativ
dupa o pierdere neasteptata a energiei
electrice sau pentru a inregistra rotatiile
multiple in timpul opririi sau intreruperii
alimentdrii. Alternativ, se poate adauga la
sistem un mecanism de reductie pentru a
reduce rotatiile multiple la o singura rotatie
care, in combinatie cu un senzor cu o
singura rotatie, sa obtina informatii despre
pozitia TPO pentru mai multe rotatii.
Aceste solutii sunt costisitoare si volumi-
noase iar, in cazul sistemului de alimentare
de rezerva cu baterii, este necesar un con-
tract de intretinere periodica.

36

Codificatoarele rotative si liniare sunt dis-
pozitive cheie pentru aplicatiile in care pro-
iectantul sistemului trebuie sa se asigure ca
pozitia unui sistem mecanic este intot-
deauna cunoscuta pentru un sistem de con-
trol in bucld inchisa, chiar si dupa o pierdere
a alimentarii cu energie electrica, fie ca parte
a ciclului normal de functionare, fie acciden-
tal. Provocarea pentru proiectantii de sis-
teme este de a se asigura cd pozitia TPO este
disponibila chiar si dupa o intrerupere a
alimentarii. Daca se pierde ultima stare a sis-
temului, este necesard o procedurd lunga si
adesea complexd pentru a readuce sistemul
intr-o stare cunoscuta.

Solutii existente

Fabricile moderne devin din ce in ce mai
dependente de roboti si coboti pentru re-
ducerea duratei ciclurilor, pentru cresterea
randamentului fabricii si pentru imbuna-
tatirea eficientei. Unul dintre costurile si
ineficientele majore asociate cu robotii
standard, cobotii si alte echipamente de
asamblare automatizate este timpul de
nefunctionare rezultat, necesar pentru
repunerea in functiune a robotilor dupd o
cadere bruscd a energiei electrice in tim-
pul exploatarii.
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Acest timp de nefunctionare si pierderea
de productivitate rezultate sunt atat costi-
sitoare, cat si ineficiente. Desi problema
poate fi rezolvata cu ajutorul bateriilor de
rezerva, memoriei si senzorilor cu o singura
rotatie, aceste solutii au limitele lor.
Bateriile au o durata de viatd limitata si
sunt necesare contracte de intretinere/ser-
vice pentru a asigura inlocuirea lor. Tn anu-
mite medii, in care exista riscul de explozie,
energia maxima care poate fi stocata in pa-
chetul de baterii este limitata. Reducerea
stocarii energiei duce la un ciclu inferior de
intretinere, in care bateriile trebuie inlocuite
mai frecvent.

O alternativa la bateria de rezerva este uti-
lizarea modulelor Wiegand de recoltare a
energiei prin cablu. Aceste module utili-
zeaza un fir special tratat, in care coercitivi-
tatea magnetica a invelisului exterior este
mult mai mare decat coercitivitatea miezu-
lui interior. Diferentele de coercitivitate
creeaza varfuri de tensiune laiesirea dispo-
zitivului atunci cand un camp magnetic
este rotit. Varfurile pot fi utilizate pentru a
alimenta circuite externe si pentru a inregis-
tra numarul de rotatii intr-o memorie fero-
electrica cu acces aleatoriu (FRAM).

ElectronicaeAzinr. 8 /2022



O asemenea memorie magnetica — dezvol-
tata de Analog Devices - nu are nevoie de
alimentare externa pentru a inregistra
numarul de rotatii ale unui cdamp magnetic
extern. Acest lucru conduce la o dimensi-
une si un cost redus al sistemului.

Tehnologia senzorilor multitura

Tn centrul senzorului magnetic multitura se
afla o spirald realizata dintr-un material cu
magnetorezistenta gigantica (GMR) com-
pus din mai multe nanofire de elemente
GMR. Principiul de functionare al senzoru-
lui se bazeaza pe anizotropia formei si pe
generarea de pereti de domeniu magnetic
in prezenta unui camp magnetic extern.
Pe masura ce cdmpul magnetic extern se
roteste, peretii domeniului se propaga prin
pistele spiralate inguste (nanofire) atasate
la generatorul de pereti de domeniu, asa
cum se arata in figura 1.

| Capabilititi de detectie bazate pe ADMT4000

Senzorul se bazeaza doar pe campul mag-
netic extern si nu este nevoie de nicio sursa
de alimentare de rezerva suplimentara sau
de o tehnicd de recoltare a energiei pentru
operatiunea de numadrare a turelor.

Atunci cand senzorul este realimentat, este
disponibild o citire a starii numarului de ture,
fard a fi necesare alte actiuni ale utilizatoru-
lui sau resetarea sistemului.

O solutie tehnologica combinata care
simplifica proiectarea sistemului
Diagrama bloc a dispozitivului ADMT4000,
prezentata in figura 2, combina senzorul
multitura GMR descris anterior cu un senzor
unghiular AMR de mare precizie si un cir-
cuit integrat de conditionare a semnalului
pentru a oferi o solutie capabila sa inregis-
treze o miscare de 46 de ture sau 16 560° cu
0 precizie tipica de +£0,25°.

Domain Wall

/ Generator

External Magnetic
Field Direction

Narrow Spiral Legs
_— (Nanowires)

Figura 1: Principiul de functionare al senzorului magnetic multiturad.

Pe masurd ce peretii domeniului magnetic se
deplaseaza prin structurile bazei spiralate,
starea fiecdrui element al bazei se schimba.
Deoarece elementele sunt fabricate din ma-
terial GMR, starea fiecdruia poate fi determi-
natd prin mdsurarea rezistentei lor.

Circuitul integrat de conditionare a sem-
nalului permite imbunatatiri suplimentare
ale sistemului pentru a suporta calibrare
armonicd, acesta putand elimina erorile
datorate tolerantelor magnetice si meca-
nice din aplicatie.

Voo ovie

O

GPIOS/BOOTLOAD
GPIO4/FAULT
GPIO3/ACALC
GPIDI/CNV
GPIOD/BUSY
RESET

Vorive
GPIO2/SENT

SCLK
S0l

Figura 2: Diagrama bloc a senzorului ADMT4000 multitura.

www.electronica-azi.ro u n m

ADMT4000 ofera o iesire digitala absoluta
de 46 de ture (de la 0°la 16.560°) prin inter-
mediul unei interfete SPI sau SENT.
ADMT4000 este pozitionat in fata unui
magnet bipolar montat pe arborele rotativ,
asa cum este ilustrat in figura 3.

Figura 3: Ansamblul unei aplicatii tipice
bazate pe ADMT4000.

ADI pregadteste un proiect de referinta care
va permite utilizatorilor cu foarte putine
abilitati in proiectarea magnetica sa utili-
zeze cu usurinta dispozitivul ADMT4000 in
aplicatiile lor. In plus fata de proiectarea
magnetica de baza, acest proiect de refe-
rintd va oferi, de asemenea, imunitate si ro-
bustete la campurile magnetice dispersate,
ceea ce va permite clientilor sa implemen-
teze senzorul in medii dificile.

Campurile perturbatoare pot fi generate
din multe surse atunci cand curentul
electric circula printr-un conductor, in
special atunci cand este utilizat in ime-
diata apropiere a motoarelor electrice
sau a actuatoarelor.

. ADMT4000 at Each Joint

Figura 4: ADMT4000 intr-o aplicatie
robot/cobot.

Capabilitatile oferite de ADMT4000 sunt va-
loroase in multe aplicatii industriale, inclu-
siv urmdrirea pozitiei articulatiilor bratului
robotului si cobotuluiin cazul unei pene de
curent sau in timpul opririi alimentdrii (a se
vedea figura 4). >
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Alte aplicatii industriale includ localizarea
absoluta si starea corectd la pornirea
alimentarii (TPO) pentru mesele X-Y (n.red.:
cunoscute si sub denumirea de glisoare trans-
versale) utilizate in automatizari industriale,
masinile-unelte sau aplicatiile pentru echi-
pamente medicale (prezentate in figura 5).

——
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Alte aplicatii rotative pana la liniare includ,
fard a se limita la acestea, numararea turelor
pentru bobinaj, tamburi, role, trolii, palane,
vinciuri si elevatoare (figura 6) atunci cand
sunt alimentate cu energie sau urmarirea
miscarilor in caz de intrerupere a alimentdrii
sau in timpul unei pene de curent.

__'-"'-.

||||m

— A

- | —

11y
e

—{

| A

SEREIASEL

BLDC Motor

ADMT4000
Multiturn + 360°

©ADI

Figura 5: ADMT4000 in aplicatii rotative - liniare,
care implicd un dispozitiv de actionare.

Figura 6:
Aplicatii de tractiune prin
cablu cu codificatoare.

Applications Include:

» Draw wire encoders » Winches
» Lifts » Cranes
» Hoists » Drum coil wi
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Hoist Motor

ADMT4000
Multiturn + 360°
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In plus, detectarea pozitiei TPO oferitd de
ADMT4000 are o valoare importanta pentru
aplicatiile din domeniul auto, inclusiv, la mo-
toare de transmisie (figura 5), servodirectie
electrica (EPS), precum si directie electrica
prin cablu (figura 7), actuatoare de blocare
pentru parcare, alte actuatoare de uz ge-
neral si retractoare de centuri de siguranta
(figura 8), fara a se limita la acestea.

Dimensiunea, costul si gama de tempera-
turi de operare a dispozitivului ADMT4000
permit utilizarea acestuia intr-o gama larga
de aplicatii, inclusiv aplicatii critice din
punct de vedere al sigurantei in domeniul
auto si industrial. Aplicatiile critice pentru
siguranta automobilelor sunt conforme cu
standardul ISO 26262 si cu un anumit nivel
de integritate a sigurantei automobilelor
(ASIL). ADMT4000 va fi furnizat fie ca ASIL-
QM, fie ca ASIL-B(D) pentru a se potrivi
aplicatiilor care au sau nu nevoie de func-
tionalitatea avansatd ASIL sau SIL.

Concluzie

ADMTA4000 si primul senzor de pozitie in-
tegrat TPO multitura vor reduce considera-
bil complexitatea si efortul de proiectare a
sistemului, ceea ce va duce in cele din urma
la solutii mai mici, mai usoare si mai putin
costisitoare. Usurinta de utilizare a dispozi-
tivului ADMT4000 va permite proiectantilor,
cu sau fara experienta in proiectarea mag-
netica, sa adauge functionalitdti noi si
imbunatatite la aplicatiile actuale si sa
deschida calea catre multe aplicatii noi.

ElectronicaeAzinr. 8 /2022



| Capabilititi de detectie bazate pe ADMT4000

Figura 7:

Oaplicatie

de directie

prin cablu. Steer-by-Wire
ECU

)

Continuous Power

ADMT4000
Multiturn + 360°

©ADI

ADMT4000
Multiturn + 360°

Figura 8: O aplicatie de retractare
a centurii de siguranta.

©ADI

Pinion

Steer-by-Wire
Actuator

Interactionati cu expertii in tehnologia ADI
din comunitatea noastra de asistenta on-
line. Puneti intrebari dificile de proiectare,
rasfoiti intrebdrile frecvente sau participati
la o conversatie.

B ADI EngineerZone

Vizitati https://ez.analog.com

Linear Position Sensor

!

Pentru a afla mai multe despre ADMT4000
si despre proiectul de referintd magnetic,

vd rugam sa contactati echipa locald de
vanzari ADI, care va fi incantata sa discute
despre cerintele si aplicatiile voastre sau sa
vizitati: https://www.analog.com/en/pro-
duct-category/magnetic-field-sensors.html
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Anizotropia este dependenta unor ma-
rimi mecanice, electrice, optice etc., nu-
mite constante de material, de directia
de-a lungul cdreia este exercitata actiu-
nea exterioard.

Despre autori

Stephen Bradshaw este licentiat in inginerie electrica la Universitatea din
Leeds, precum si absolvent al unui masterat si al unui doctorat in
optoelectronica la Universitatea din Glasgow. in prima parte a carierei sale,
Stephen a fost responsabil de proiectarea si caracterizarea lentilelor utilizate
in prima generatie de camere pentru telefoane mobile la STMicroelec-
tronics, inainte de a lucra la transmitatoarele optice Gbps in cadrul Maroni

= Analog Devices
www.analog.com
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si la majoritatea transmitdatoarelor optice la Nanotech Semiconductor. Stephen lucreaza
la ADI de peste 10 ani in calitate de inginer de aplicatii, sustinand atat liniile de produse
de monitorizare a bateriilor LiFe si Pb-Acid, cat si senzorii magnetici de pozitie.

Christian Nau este manager de marketing de produs la Analog Devices si
are experientd in domeniul electronicelor si senzorilor pentru automobile.
S-a aldturat ADI in 2015 ca inginer de aplicatii si expert in domeniul sen-
zorilor magnetici pentru regiunea EMEA. Din 2019, Christian lucreaza in
cadrul Grupului de tehnologie a senzorilor magnetici de la ADI, sustinand
angajamentele clientilor privind produsele existente si lucrand la directia
viitoare a grupului care acopera mai multe piete.

Enda Nicholl este manager de marketing strategic pentru senzori magnetici
la Analog Devices, cu sediul in Limerick, Irlanda. Enda este inginer mecanic
si s-a alaturat ADI in 2006. Are aproape 30 de ani de experientd in domeniul
senzorilor si al produselor de interfatd pentru senzori intr-o gama largd de
aplicatii si piete, inclusiv in domeniul auto si industrial. De-a lungul carierei
sale, Enda a lucrat in domeniul aplicatiilor de teren si al vanzarilor, precum

si in dezvoltarea strategica a afacerilor si in marketing.
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Maximi

densitatii
de putere

Cu ajutorul un driver de transformator
LLC de 5MHz inovator de la MPS

Pe masura ce omenirea se straduieste sd
atingd un climat lipsit de emisii de dioxid de
carbon, vehiculele electrice (VE) castiga cu
rapiditate o cota de piata in fata vehiculelor
cu motor cu combustie internd. Cu toate
acestea, una dintre problemele legate de
vehiculele electrice este anxietatea legata
de autonomie, deoarece clientii nu sunt
siguri de durata de timp in care vor putea
conduce fara ca masina sa trebuiasca sa fie
incdrcatd. Pentru a combate aceasta proble-
md, guvernele din intreaga lume investesc
masiv in infrastructura de incércare.

In prezent, sunt utilizate mai multe tipuri de
statii de incarcare, de la statiile de incdrcare
Mod 2 si Mod 3 pana la statiile de incarcare
rapida in curent continuu Mod 4, care pot
furniza o putere de pana la 400 kW (vezi
figura 1). Aceste statii de incdrcare sunt
detaliate mai jos.

40

* Mod 2 si Mod 3 (cabluri active cu IC-CPD
si cutii de perete): Aceste statii furnizeaza
energie de curent alternativ pentru a
incdrca un vehicul electric. (Notd: Mod 1 nu
mai este valabil in Europa). Utilizand 3 faze,
Mod 2 permite incarcarea unui vehicul elec-
tric cu pana la 22 kW, in timp ce Mod 3 per-
mite pana la 42 kW (~75 km de autonomie
pe ora de incdrcare).

« Mod 4 (incdrcdtoare rapide de curent con-
tinuu — DCFC): Aceste statii de incdrcare pot
incarca bateria unui vehicul electric de la
20% la 80% in 30 de minute, in functie de
puterea nominald (50kW pana la 400kW) a
statiei de incdrcare si de puterea maxima
la care poate fi incarcat vehiculul.

Atunci cand se incarca la domiciliu sau la
locul de munca, sunt suficiente statiile Mod 2
si Mod 3. Cu toate acestea, statiile Mod 4 si
statiile de supraincarcare sunt necesare
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S
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pentru persoanele care nu au la dispozitie
o perioada prea lunga de timp pentru a
incarca bateria, cum ar fi atunci cand un
sofer face o cdlatorie mailunga si utilizeaza
intreaga capacitate a bateriei.

Figura 2 prezintd o schema bloc tipicd a unei
statii de incdrcare rapidd in curent continuu
care converteste o tensiune de curent alter-
nativ trifazat intr-o tensiune de curent con-
tinuu de 250V péna la 800V pentru incarca-
rea vehiculelor electrice. O statie Mod 4 con-
tine, de obicei, mai multe subunitati de
acest tip, fiecare variind intre 30 kW si 75 kW.
Aceasta diagrama prezintd multe dintre
solutiile care pot comanda statii de incar-
care rapida in curent continuu, inclusiv
drivere cu poarta izolatd, module de alimen-
tare izolate, drivere de transformator de
polarizare si solutii digitale de izolare cu o
sursa de alimentare integrata.

Figura 2 arata ca sistemul de incdrcare
rapida DC este, in general, alcdtuit din doud
etape de conversie. Prima etapa este o
etapa de corectie a factorului de putere
(PFC), care converteste tensiunea de curent
alternativ de la reteaua electrica intr-o
magistrald de tensiune continud interme-
diara intre 800V si 1300V. Pentru etapa PFC
se utilizeaza in mod obisnuit topologia
redresor/invertor trifazat. Aceastd topologie
speciala se refera la un convertor care poate
fi conectat la o retea electrica trifazata.

In cea de-a doua etapa (denumit si etapa
DC/DC), un convertor DC/DC izolat con-
verteste tensiunea continua intermediara
n tensiunea tintd specifica bateriei care se
incarca.

ElectronicaeAzinr. 8 /2022
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LABORATOR | Infrastructura de incarcare pentru vehiculele electrice

380V, Lrus (CN) - :
400V rus (EV) J{ T:l':: MP;:ms
480V rus (US) pay yay == —

Relay
B

Filter

MP1883x
Iso. Gate Driver
MP1883x

250Vpc to BOOVD.;W

Battery
Management
System

-

!ilfg Lol

Figura 2: Diagrama bloc a unei subunitati Mod 4/DCFC.

Convertoarele LLC si convertoarele in punte
completa cu deplasare de faza sunt alegeri
topologice comune pentru etapa DC/DC.

Unele dintre provocarile legate de proiec-
tarea statiilor de incarcare de mare putere
sunt maximizarea densitatii de putere,
reducerea costurilor si a dimensiunilor.

O metoda utilizatd in intreaga industrie
pentru a creste eficienta este inlocuirea
MOSFET-urilor/IGBT-urilor cu FET-uri din
carbura de siliciu (SiC). Acest lucru este
deosebit de important, deoarece statiile de
incarcare rapida DC au crescut in putere de
la 50 kW pana la 400 kW.

Datorita naturii de inalta tensiune si de
mare putere a sistemelor de incarcare
rapida DC Fast, sunt necesare dispozitive
izolate pentru a proteja utilizatorii si circui-
tele de control de joasa tensiune de even-
tualele pericole si perturbatii care ar putea
proveni de la circuitele de conversie a ener-
giei de nalta tensiune. Pentru reducerea
riscurilor, pot fi implementate componente
suplimentare:

« Drivere cu poarta izolata pentru
MOSFET-uri si IGBT-uri SiC, cum ar fi
MP18831 si MP18851

 lzolatoare de semnal digital, cum ar fi
MPQ27811 si MP27631

« Dispozitive izolate pentru detectarea
curentului si a tensiunii, cum ar fi
MCS1806 si MCS1803

24V

Figura 3: Circuitul de aplicatie al MPQ18913.
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Retineti ca driverele cu poarta izolata
necesita o sursa de polarizare izolata pen-
tru alimentare si ca sursele de alimentare
pentru driverele de poarta trebuie sa poata
rezista la tensiuni de izolare ridicate. Cel
putin, sursele de alimentare ale driverelor
de poarta trebuie sa fie capabile sd reziste
la tensiunea intermediard a magistralei de
curent continuu si trebuie sa ofere o capa-
citantd de izolare redusa pentru a minimiza
perturbatiile de la partea de inalta tensi-
une la partea de joasa tensiune.

Proiectarea unei surse de alimentare
izolate pentru driverele de poarta

MPQ18913 este un driver de transformator
pentru surse de polarizare izolate. Acest
dispozitiv poate functiona cu FET-uri SiC ca
o polarizare izolata pentru driverele de
poarta SiC. Topologia Flyback este adesea
utilizata pentru surse de alimentare izolate
cu scopul de a furniza o iesire izolatd de
18V/-4V care sa comande FET-ul SiC.

© CoDICO

Figura 3 prezintd un circuit de aplicatie tipic
cu MPQ18913 pentru a obtine o iesire de
18V/-4V.Numarul de iesiri poate fi configu-
rat in functie de transformatorul utilizat, iar
tensiunea de iesire poate fi modificata prin
intermediul raportului de transformare
(n.red.: cunoscut si sub numele de raport de
spire al transformatorului).

MPQ18913 poate fi utilizat ca un convertor
LLC, care este cea mai eficienta topologie
pentru sursele de alimentare ale driverelor
Ccu poartd izolata (vedeti figura 4).

Aceste convertoare utilizeaza un rezervor
rezonant LLC, care dispune de o inductanta
de magnetizare pentru transferul de ener-
gie, precum si de un condensator si o induc-
tanta suplimentare care fac rezervorul sa re-
zoneze la o anumita frecventa. Convertorul
foloseste aceasta rezonanta pentru a obtine
0 comutatie usoarad si pentru a asigura o
conversie de putere foarte eficienta. >

fdobeStock/Viad
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Principalul avantaj al convertoarelor LLC
este ca inductanta de scurgere creata de
transformator poate fi utilizata drept induc-
tantd de rezonantd in rezervor. Acest lucru
elimina varful de tensiune indus de induc-
tanta de scurgere si imbunatéteste efici-
enta in comparatie cu topologiile flyback.
Luand ca exemplu MPQ18913 topologia
LLC rezonanta oferd mai multe avantaje
notabile in comparatie cu o topologie tipica
PSR flyback. Unul dintre aceste avantaje
este cd topologia LLC rezonanta reduce di-
mensiunea solutiei datorita frecventei de

Frecventa de comutatie (fsw)

Inductanta de scurgere

Capacitanta de izolare
Diode (inclusiv dioda Zener) 3

Dimensiunea solutiei 109mm?

Lista de componente

21 componente

Lg (Lik)
Vpe _ R ~

5104

5204

N:1; i
AR ]
Al
oIl A oo
I
: I | +
Hic®
1
SRt " CO:T—[\

0, v

tll—»—{ l—c

Figura 4: Topologie LLC.

Joasa (<400kHz)
30pH (10mm x 10mm)

Inductanta de scurgere
reduce performanta

Scazuta (1.5kV)

Tnaltd (pana la 25pF)
6
180mm?

26 componente

Tabelul 1: Topologia LLC rezonantd vs. topologia flyback

comutatie (fsw), care poate ajunge pana la
10MHz, in timp ce in cazul topologiei
flyback, fsw rdmane sub 400kHz. Acest
lucru duce la o dimensiune totald a solutiei
care este cu 40% mai mica decat o aplicatie
flyback care utilizeaza un nivel de putere
similar. Un alt avantaj major al topologiilor
LLC rezonante este faptul ca tensiunea de
izolare poate ajunge cu usurinta pana la
5kV. Solutiile flyback traditionale ating
doar 1,5kV, indeplinind astfel cerinte mai
stricte privind tensiunea de izolare.
Tabelul T compara topologia LLC rezonantd
cu topologia flyback.
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Concluzie

Sursele de alimentare LLC de inalta frec-
venta sunt, de obicei, mai dificil de imple-
mentat si de optimizat in proiecte decat
convertoarele de joasa frecventa, dar dis-
pozitive precum MPQ18913 simplifica sur-
sele de alimentare LLC oferind caracteristici
care includ detectarea automata a frecven-
tei de rezonant si tranzistori integrati. n
plus, topologiile LLC rezonante reduc di-
mensiunea solutiei, ceea ce creste densita-
tea de putere pentru statiile de incarcare de
mare putere, cum ar fi cele utilizate pentru
incdrcarea vehiculelor electrice.

© COoDICO

Tnalta (pana la 10MHz)

Dimensiune transformator 13pH (TTmm X 6mm)

Utilizeazd inductanta de
scurgere ca parte a
rezervorului rezonant

Scazuta (6pF)

Frecventa inalta permite o solutie de
dimensiuni mult mai mici

In LLC, inductanta de scurgere permite
o eficienta mai mare si previne varfurile
de tensiune

LLC permite o tensiune de izolare mai
mare pentru a creste siguranta

Reducere cu pana la 40% a dimensiunii
solutiei si un numar de componente cu
20% mai mic

Pe masurd ce infrastructura de incarcare
electrica continud sa se imbunatateasca,
MPQ18913, fiind utilizat pentru a polariza
FET-urile SiC, este o alegere perfecta in apli-
catiile de incarcare de mare putere, precum
siin aplicatiile auto, cum ar fi incdrcatoarele
de bord, invertoarele de tractiune si conver-
toarele DC/DC.

Contact (Romania):

CeDIC®

Gabor Lefanti
Tel: +43 1 86305-272
e-mail: gergely.balogh@codico.com

m CODICO | www.codico.com
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Acum in stocul RS Components:

Releu de control
Eaton easyE4
pentru utilizare
cu interfata HMI

Implementarea controlului a devenit mai
usoara gratie seriei easyE4 de module logice
si relee de control de la Eaton; pentru mana-
gementul energiei, noua tehnologie, mai
practica si mai rapida, economiseste timp
pretios. Numarul de intrari/iesiri poate fi
extins cu usurinta cu un conector unic Eaton,
ceea ce inseamna cd pot fi adaugate module
de extensie pentru a raspunde nevoilor
voastre. Software-ul easySoft usor de utilizat
le permite utilizatorilor sa creeze si sa adap-
teze diagrame, in timp ce meniurile de navi-
gare fac ca simularea si comunicatiile online
sa fie simple si intuitive.

PLC-urile easyE4 de la Eaton oferd o mare
varietate de functii, controlul sarcinilor este
realizat de unitatea de baza prin intrari/
iesiri integrate, in timp ce personalizarea
sistemelor este disponibila prin modulele
de expansiune. PLC-urile dispun, de aseme-
nea, de interfete Ethernet si NET si permit
ca maxim 8 dispozitive sa comunice intre
ele, iar dispozitive suplimentare pot fi, de
asemenea, conectate pentru sarcini mai
complexe. O alta caracteristica a seriei este
permiterea modulelor sa ruleze in paralel
cu maximum 10 clustere, iar cu protocolul
Modbus TCP, Eaton XC300 poate fi utilizat

permite sa va

Nr. stoc RS Marca

ca sistem de control central pentru toate
dispozitivele E4.

Cu software-ul usor de utilizat easySoft,
programarea dispozitivelor este rapida si
usoard. Schemele de circuite pot fi create si
adaptate cu usurinta prin intermediul unui
PC sau direct pe dispozitiv. Meniurile de
selectie usor de navigat, precum si optiunile
de simulare, comunicatii online sidocumen-
tare, fac din easySoft insotitorul ideal pentru
dispozitivele easyE4. Sunt disponibile patru
limbaje de programare diferite (ST, FBD, LD,
EDP) — cu alte cuvinte, mediul de programare
potrivit pentru toate nevoile voastre.

Nivel 1: Solutie de sine statatoare — Eaton
EasyE4 permite o gama larga de aplicatii
inteligente de complexitate diferitd. Contro-
lul sarcinilor simple este realizat de unitatea
de baza prin intermediul intrarilor/iesirilor
integrate.

Nivel 2: Solutia de sistem Eaton, pentru sar-
cini mai complexe — dispozitive suplimen-
tare pot fi conectate la unitatea de baza si
se pot face extinderi prin intermediul
retelei. Prin interfetele Ethernet si NET, pana
la opt dispozitive easyE4 pot comunica
intre ele in cadrul aceluiasi cluster de retea.

188-3483

E-T-N

Powering Business Worldwida

Calea cea mai rapida catre succes
Mai mult timp pentru lucrurile cu adevarat
importante. Fie ca este vorba despre controlul
temperaturii in industria alimentara, sarcini
simple de control in sectorul constructiilor de
masini sau controlul iluminarii in cladiri —
easyE4, noua generatie de relee de control de
la Eaton, asigura simplitate, convenienta si
rapiditate in implementarea controlului. Puteti
beneficia de experimentarea numeroaselor
avantaje ale acestei noi tehnologii, care va

eliberati timp valoros pentru

ceea ce este cu adevarat important.

Cod de producitor
197215 EASY-E4-AC-12RC1

Pentru retele mai mari, seria easyE4 ofera
posibilitatea de a opera pana la 10 clustere,
fiecare cu opt dispozitive easyE4 indivi-
duale, in paralel. Cu protocolul Modbus TCP,
este chiar posibil sa utilizati XC300 de la
Eaton ca sistem de control central la nivel
de master pentru dispozitivele easyE4. lar
prin conectarea unui HMI Eaton (de exem-
plu, XV300), se pot obtine si cele mai solici-
tante vizualizari.

Nivel 3: Acces IIOT — Solutie de sistem Eaton
cu conexiune la cloud Industrie 4.0, deja o
realitate in multe companii. O astfel de solu-
tie, pe langa imbunatatirea disponibilitatii
datelor, faciliteaza si optimizarea proceselor
de-a lungul intregului lant valoric. Imple-
mentarea necesitd componente inteligente
de sistem, conectate in retea, cunoscute si
sub numele de Industrial Internet of Things
(lloT). easyE4 permite integrarea in arhitec-
turile lloT prin interfata Ethernet incorporata.
Intr-o descriere succintd, dispozitivul are 8
intrari digitale, 4 iesiri digitale (tip releu), o
tensiune de alimentare 100 — 240V ac/dc,
conectare la retea Ethernet, dispune de
ecran, permite montare pe sina DIN.
Dimensiunile dispozitivului sunt 71,5 mm
X 59,6 mm X 110 mm.

Releul de control easyE4 din gama Moeller de la Eaton, este ideal pentru controlul eficient, flexibil si simplu al diferitelor aplicatii.
Seria de relee oferd o gamd largad de optiuni de comunicatii, prin interfatd Ethernet integratd, incluzdnd toate functiile unui mini PLC
pentru controlul masinii si sistemului. Aurocon COMPEC vd pune la dispozitie o gamd largd de dispozitive pentru implementare de
sisteme de control pentru aproape orice aplicatie. Pentru oferta completa va invitdm sd accesati https://ro.rsdelivers.com

COMPEC

IUROCON COMPEC SRL

www.electronica-azi.ro u n m

Autor: Gramescu Bogdan
Aurocon Compec | www.compec.ro
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Piata de putere GaN se extinde foarte rapid. Este greu de prezis cu exactitate cat de rapid,
deoarece situatia se schimba tot timpul. Prin urmare, atunci cand analisti respectati, precum
Transparency Market Research, prevad ca vanzarile de dispozitive GaN de putere vor depasi
probabil 2,5 miliarde USD pana in 2031, piata extinzandu-se cu un CAGR de 40,3%, dar nu
reusesc sa prezinte un raport despre doi dintre principalii jucatori din industrie, trebuie sa
tratam cifrele absolute cu o oarecare prudenta (noi credem ca piata GaN va fi mult mai

mare decat aceasta incepand din 2025).

Autor: Denis Marcon, Director General Vanzari si Marketing Europa si SUA

Innoscience

Dar, chiar daca cifrele exacte pot fi greu de
estimat, cresterea este de necontestat. in ul-
timele 18 luni, GaN s-a impus ca tehnologie
preferata pentru adaptoarele si incarcatoa-
rele destinate dispozitivelor inteligente,
marci importante precum Apple, Anker,
OPPO si Xiaomi bazandu-se pe GaN pentru
incdrcatoarele noi si elegante, datorita
eficientei si performantei de mare putere a
tehnologiei in comutatie GaN.

Aceleasi avantaje — putere mai mare, efici-
enta mai mare, dimensiuni mai mici - sunt
benefice siin cazul multor alte piete. Impor-
tante domenii, precum cel auto, al centrelor
de date, al driverelor LED, al energiei regene-
rabile, al sistemelor audio de larg consum si
al telefoanelor, au acceptat sau incep sa
accepte ideea ca performanta superioara
oferita de GaN in materie de comutatie este
potrivita si pentru aplicatiile lor.

Asadar, ce retine un tsunami de aplicatii GaN?
In primul rand, dispozitivele trebuie sa fie ro-
buste si fiabile. n al doilea rand, acestea tre-
buie sa fie simplu de utilizat. In al treilea
rand, dispozitivele trebuie s fie disponibile
in volume mari pentru a garanta securitatea
aprovizionarii —acest lucru este deosebit de
potrivit avand in vedere criza actuala, bine
mediatizata, a lipsei de semiconductori.
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In cele din urms, bineinteles - si probabil,
daca este adevarat, principalul motiv pentru
care clientii sunt reticenti in a adopta noi
tehnologii - exista pretul: industria nu este
dispusa sa plateasca o suma mare pentru GaN.
Innoscience a fost infiintata in decembrie
2015 pentru a aborda toate aceste puncte.
Sd incepem cu o afirmatie fara echivoc:
compania dispune de cele mai mari facilitati
GaN-on-Sidin lume pentru pastille de siliciu
de 8 inch.Vom reveni asupra acestui aspect.
Innoscience si-a dezvoltat propria tehnologie
InnoGaN™. GaN este in mod inerent un
proces de tip 'normal-deschis, dar inginerii de
sistem si de aplicatii solicita 'normal-inchis.
Acest lucru a cauzat probleme primilor utili-
zatori pe masura ce controlul GaN a devenit
mai complex. Companiile au rezolvat aceas-
ta problema in mai multe moduri, in primul
rand prin utilizarea unei aborddri in cascada
cu un driver discret sau co-ambalat. Desi
aceste aborddri reprezinta o solutie intere-
santa la aceasta problemd, ele au anumite
limitari in ceea ce priveste costul si dimen-
siunea capsulei. Innoscience creste un strat
p-GaN deasupra barierei de AlGaN, for-
mand un contact Schottky cu stratul p-GaN,
ceea ce duce la un mod de operare 'e-mode'
de tip normal-inchis.

Tehnologia InnoGaN de la Innoscience
prezintd un alt beneficiu semnificativ: o va-
loare RDS(on) foarte scazutda. Compania a
creat tehnologia “strain enhancement layer’,
care constd in depunerea unui strat specific
dupa definirea stivei portii (G).

)

Strain Layer

2DEG

GaN Channel
Buffer

Si Substrate

Prin modularea solicitdrilor create de acest
strat se induc polarizari piezoelectrice supli-
mentare, ceea ce determind cresterea
densitatii de 2DEG si, prin urmare, scaderea
rezistentei stratului cu 66% in comparatie
cu un dispozitiv lipsit de un astfel de strat.

ElectronicaeAzinr. 8 /2022
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Datorita acestei inovatii, dispozitivele HEMT (High-Electron-Mobility
Transistor) GaN-on-Si e-mode de la Innoscience prezinta o rezistenta
ON specifica extrem de mica.

Dupa ce a abordat provocdrile legate de performanta si de usurinta in
utilizare, Innoscience a vazut ca ceea ce impiedica GaN sa devina
tehnologia dominanta in domeniul comutatiei de putere era volumul
de productie. Disponibilitatea dispozitivelor (sau lipsa acestora) provoaca
preocupdri legate de securitatea aprovizionarii; pe de alta parte,
disponibilitatea unui volum mare duce la economii la scara si la preturi
mai mici. Din acest motiv, Innoscience a decis sd se concentreze exclu-
siv pe fabricarea de pastile de siliciu de 8 inch inca de la infiintarea com-
paniei - in timp ce toti ceilalti producatori se bazeaza pe procese de 6
inch sau chiar 4 inch.

Innoscience are astdzi o capacitate de productie de 10.000 de pla-
chete de 8-inch pe lung, care va creste la 14.000 de plachete de 8-
inch pe luna in cursul acestui an sila 70.000 de plachete de 8-inch pe
lunad panain 2025. lar randamentul este, de asemenea, foarte ridicat.
Acest lucru se datoreaza faptului ca Innoscience foloseste cea mai
recenta tehnologie de fabricatie — dovedita pe dispozitive de siliciu - i,
in plus, a optimizat EPI si procesarea plachetelor. Deoarece Innoscience
este 0 companie care controleaza toate etapele de fabricatie, de la
proiectarea dispozitivului, prin EPI si procesarea plachetelor pana la
analiza defectiunilor si a fiabilitatii — adica productia completa de
GaN-on-Si - compania asigura, de asemenea, o calitate ridicata.

I""""r1-

Innoscience

Fabrica initiala a Innoscience (o a doua fabrica este, de asemenea, in
functiune) este deja calificata conform 1SO9001 si certificdrii IATF
16949:2016 pentru utilizare in domeniul auto, iar HEMT-urile GaN
Innoscience sunt calificate conform standardului JEDEC. Innoscience
efectueaza, de asemenea, teste de fiabilitate mai avansate.

Asadar, pentru a rezuma, Innoscience a intrat pe piata cu dispozitive
GaN fiabile si de inalta performanta care se adreseaza atat aplicatiilor
de joasa tensiune de 30-150V, cat si celor de nalta tensiune de 650V.

Compania, spre deosebire de restul pietei semiconductorilor (si, mai
larg, a produselor electronice), nu se confrunta cu deficite de aprovi-
zionare - produsele fiind disponibile acum pentru comenzi de volum
—iar preturile sunt in concordantd cu cerintele pietei.

Asteptati avalansa de aplicatii care va aparea!

= Innoscience
Wwww.innoscience.com

www.electronica-azi.ro u ﬂ m

MANAGEMENT

in urma publicarii rezultatelor celui
de-al patrulea trimestru si al anului
fiscal 2022 de catre compania
Avnet, Farnell inregistreaza un
nou record in ceea ce priveste
veniturile, de 1,8 miliarde de dolari

Veniturile cresc cu 20,2% de la an la an, intr-un
exercitiu financiar fard precedent

Q\ Farnell

AN AVNET COMPANY

Avnet, Inc. (Nasdaqg: AVT) a anuntat rezultatele pentru cel
de-al patrulea trimestru si al anului fiscal care s-a incheiat
la 2 iulie 2022, raportand un trimestru cu o crestere
consistenta a vanzarilor si a marjei operationale. Rezul-
tatele au fost intarite de un an fiscal record in ceea ce
priveste veniturile obtinute de catre Farnell, in valoare
totala de 1,8 miliarde de dolari.

Performanta solida a celor de la Farnell, cu o crestere
anuald a veniturilor cu 20,2%, este rezultatul unei cresteri
notabile a cererii din partea sectoarelor de componente
electronice, energie, securitate si transport.

Farnell a raportat venituri de 442 de milioane de dolari
in trimestrul al patrulea si o marja a venitului opera-
tional de 14,2%, ceea ce reprezinta o crestere de 597 de
puncte de baza, de la an la an.

Investitia continua in stocuri a companiei Farnell a avut
un impact pozitiv, cu peste 18.000 de produse noi adau-
gate numai in trimestrul al patrulea. Stocul expansiv al
Farnell rdmane un factor cheie al succesului sau si repre-
zintd o prioritate esentiala pentru grupul Avnet. Farnell a
jucat un rol central in realizarea marjei operationale solide
a companiei Avnet, de 4,5% in acest trimestru.

Rob Rospedzihowski, Presedintele departamentului de
vanzari, EMEA, Farnell a declarat: “Suntem incantati de
aceastd performantd remarcabild, mai ales avandin vedere
cd a fost obtinutd pe fondul incertitudinilor continue de
pe piatd, al provocdrilor legate de lantul de aprovizionare
si al cresterii timpilor de executie asociate cu cererea mare
a clientilor. Sperdm sd valorificdm acest moment pe
mdsurd ce continudgm sé facem investitii in stocurile noastre,
in marketingul digital si in platforma noastra de comert
electronic.”

Angajamentul Farnell de a imbunatati experienta clien-
tilor pe platforma sa de comert electronic continud sa dea
rezultate semnificative. Aproape 56% din vanzarile totale
ale Farnell si 72% din totalul comenzilor tranzactionate
in acest trimestru au fost plasate prin intermediul plat-
formei de comert electronic a companiei.

m Farnell | https://rofarmell.com
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Dezvoltarea generatiilor de tehnologii pentru retele celulare fara fir este in desfasurare
continua. 3G a fost considerat fundamentul in banda larga mobila, dar cea mai recenta
generatie de comunicatii mobile celulare, numita 5G New Radio, va realiza “societatea in
retea’; in care toata lumea si totul sunt conectate perfect oriunde si de fiecare data.

Autor: Constantin Savu
ECAS ELECTRO

Ce este 5G New Radio (NR)?

5G New Radio (NR) este standardul global
pentru o interfata aeriand wireless 5G
unificata si mai capabilad decat 4G. Acesta
va oferi aplicatii de banda larga mobila
mult mai rapide si mai receptive si va ex-
tinde tehnologia mobila pentru a conecta
si redefini o multitudine de industrii noi.

Ce face 5G atat de special?

5G este a cincea generatie dezvoltata pen-
tru a oferi vitezd mai mare, latentd mai micd
si capacitate mai mare de date decdt retelele
4G/LTE. LTE este frecvent comercializat ca 4G
LTE, dar nuindeplineste strict criteriile tehnice
ale unui serviciu wireless 4G. Tehnologiile
actuale LTE Advanced si WiMAX-Advanced
4G, au fost definite de ITU (International Tele-
communication Union) ca fiind“adevaratul 4G".
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5G este una dintre cele mai rapide si mai
robuste tehnologii ce se extinde in prezent.
Aceasta inseamna descarcari mai rapide,
intarziere mult mai mica si un impact sem-
nificativ asupra modului in care trdim si
lucram.

5G NR este proiectat pentru a suporta
transmisii de [atime de banda, echivalenta
cu transmisii prin fibrd opticd, necesare
pentru aplicatii cu transmisii de volum
mare de date in flux continuu (streaming),
precum si transmisii cu latime de banda
redusa utilizate in comunicatiile M2M la
scara masiva, acolo unde este necesar.

5G NR suporta transmisii cu cerinte de
latentd extrem de scazute — un aspect im-
portant in comunicatiile vehicul-vehicul si
vehicul-infrastructura.

Cum functioneaza 5G NR?

5G NR foloseste o serie de noi tehnici de in-

ginerie ce stau la baza castigurilor semnifi-

cative ale 5G NR in ceea ce priveste capaci-
tatea si debitul de date, dar si acoperirea:

« Diversitatea spectrului care variaza de la
cateva sute de kHz la unde milimetrice
(mmWave) pentru a permite diferite
cazuri de utilizare, dimensiuni de celule si
rate de date;

Modularitate — noi metode de multiplexare
ortogonala prin diviziune de frecventa in
care un singur flux de informatii este impar-
tit intre mai multe frecvente de subcanal de
banda ingusta distantate, in loc de o
singura frecventa de canal de banda larga;
Noi tehnici de codare a canalelor;
Algoritmi de reutilizare a frecventei,
chiar si in medii dense;

ElectronicaeAzinr. 8 /2022




« Capacitati masive MIMO (intrari multiple, iesiri multiple) si
capabilitdti evoluate de formare a fasciculului;

« Operatiuni divizate in intervale de timp, dezvoltate pentru a
furniza comunicatii cu latenta ultra scazuta.

Cerinte principale pentru 5G NR

Pentru ca o conexiune sa se califice ca 5G NR, trebuie indeplinite

mai multe cerinte de performantd si conectivitate. Unele dintre

aceste cerinte sunt urmdtoarele:

« Conexiunea trebuie sa accepte conexiuni mobile fara fir.

« Conectivitatea trebuie sa accepte internetul lucrurilor (IoT),
un concept care include toate dispozitivele si conexiunile cu
fir sau fara fir care alcdtuiesc aplicatia digitald a unui utilizator,
precum si dispozitivele client inteligente de tip senzor.

« Trebuie sd implementeze un design de semnalizare slab.
Aceasta inseamnd cd semnalele sunt pornite numai atunci
cand este necesar, scazand puterea totala de procesare
necesara dispozitivelor client.

« Conexiunea trebuie sa utilizeze latime de banda adaptiva,
care permite dispozitivelor sa treaca la o latime de banda
redusa si o putere mai mica ori de cate ori este posibil, econo-
misind energie atunci cand sunt necesare latimi de banda
mai mari.

» 5GNR ar trebui, de asemenea, sa impuna cerinte stricte de
transmisie a datelor. Fortand toti utilizatorii si conexiunile sa
respecte reguli specifice, se face intreaga retea mai rapida si
mai eficienta.

Beneficiile 5G NR

Beneficiile 5G New Radio chiar si asupra celor mai bune retele

4G/LTE (LTE - Long Term Evolution) includ urmédtoarele:

« Capacitate mai mare a zonei wireless;

« Economii sporite de energie pe dispozitiv;

» Perioadd mai micd de timp intre actualizari — adica, ciclu de
timp mediu redus pentru imbunatatirea serviciului;

« Legdturi imbunatatite care conecteaza un numdr mai mare
de utilizatori;

« Tehnologie imbundtatita pentru mentinerea calitatii unei
conexiuni pe 0 zond geografica extinsa;

« Viteza si rate de date imbunatatite, adica mai multi biti sunt
procesati intr-o unitate de timp;

« Eficientd imbundtatitd in partajarea datelor.

! 3G 46 56
ahmin
@ Deployment 2004-05 2006-10 2020
> Bandwidth  2mbps 200mbps >1gbps
100-500 20-30 <10
:li Latency milliseconds milliseconds milliseconds
(V) Grerage 144 kbps 25 mbps 200-400 mbps

Spectrul 5G NR

Standardul 5G NR accepta o serie de benzi de frecventa joasa,
medie si inalta. Acestea sunt impartite in: (1) intervalul de
frecventa 1, care include benzi de frecventa mai mici de 6 GHz;
(2) intervalul de frecventa 2, care include benzi cu un interval
scazut, combinat cu o latime de bandd mare; (3) mmWave.
Benzile acceptate de 5G NR includ, de asemenea, spectru
licentiat si spectru fara licenta 5G NR-U, care includ benzi ce pot
fi accesate de oricine. Aceastd diversitate larga de sectiuni de
spectru este unicd pentru 5G NR, dar ajuta la indeplinirea
cerintelor tehnologiei cu spectru intensiv. >
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5Gsi LTE

DIFERENTE CHEIE SI

REDUCEREA DECALAJULUI

Intrucat competenta LTE cedeazi la 5G,
este important sa intelegem cum se
compara cele doua tehnologii.

Arhitectura de retea 5G NR foloseste
frecventele mai mari care necesita cantitdti
mari de noduri mai mici montate pe stalpi si
cladiri pentru a duce reteaua la utilizatori
peste tot. Deci 5G va diferi de 4G cu modelul
LTE centrat pe turn. Operatorii de retelele
mobile actualizeaza infrastructurile lor
pentru 5G NR, iar clientii sunt informati de
extinderea 5G pe o serie de site-uri web si
pot urmari acoperirea 5G.

+HARQ - protocol de tip 'stop-and-wait'.
In timpul asteptarii feedback-ului referitor la
pachetul curent, nu se trimite un alt pachet.
Datorita timpului de caldtorie dus-intors,
resursele radio raman neutilizate.

5G NRHARQ rezolva acest aspect permitand
mai multe procese HARQ concurente.

« Time-division duplexing (TDD). Este o
tehnica in care functiile uplink si downlink
au loc pe aceeasi frecventd. In 5G NR, TDD
afost elaborat pentru viteza si flexibilitate.
« Starea inactiva. Este o tehnica imbunatatita
de economisire a energiei in 5G NR prin care
se mareste stareainactiva. Aceasta reduce con-
sumul conform unui plan de control gradual,
in care multe dispozitive trebuie sa iasa din
modul de repaus pentru a transmite date.

Pentruimplementarile private 5G NR, CBRS
(Citizens Broadband Radio Service) ofera o
optiune convingatoare.

Exemplu: Google Spectrum Access System
(SAS) pentru piata CBRS de 3,5 GHz are
pretul: 2,25 USD pe luna pe gospodarie,
cel putin intr-un set wireless fix.

Trebuie remarcat faptul ca retelele 5G au ne-
voie de clienti compatibili pentru a profita
cu adevarat de capabilitatile noii tehnologii
si vedem din ce in ce mai multe dispozitive
client 5G. In cele din urma, 5G NR continua
sa se dezvolte in faze, la fel ca 4G/LTE. Deci,
nu toate retelele 5G NR vor fi la fel, din punct
de vedere al capacitdtii la un moment dat.
5G NR aduce progrese in tehnologiile celu-
lare care nu se regasesc in 4G. Aceste pro-
grese ofera beneficii impresionante si impli-
nesc obiectivul final de a fi ultra fiabil.

Unele dintre progrese sunt urmatoarele:

+ Numerologia flexibila. Un concept complex
de inginerie ce permite adaptarea dinamica
a intervalelor de timp si a spatiilor subpur-
tatoarelor pentru a obtine o latentd scazuta
pentru aplicatiile care au nevoie de aceasta,
precum si pentru a asigura coexistenta
intre LTE si 5G NR acolo unde este necesar.

48

Industria 4.0 si 5G

Capacitdtile cheie ale 5G (care accepta EMBB
— Enhanced Mobile Broadband, URLLC — Ultra
-High Reliability & Low Latency si MMTC -
Massive Machine-Type Communications)
actioneaza ca un factor de activare pentru
Industria 4.0: tendinta actuald de automatizare
si schimb de date in tehnologii de fabricatie.

Principalele sale domenii de cercetare in-
clud sistemele ciber-fizice (CPS — Cyber-Phys-
ical System), 10T, cloud computing si cognitive
computing. Industria 4.0 realizeaza ceea ce
s-a numit o “fabrica inteligentd”.

In cadrul fabricilor inteligente structurate
modular, sistemele ciber-fizice monitori-
zeaza procese tehnologice fizice, creand o
copie virtuala a lumii fizice, pentru a se lua
decizii descentralizate.

Limitarile actuale 4G/3G se refera la fiabili-
tatea conexiunilor wireless, la consumul de
energie din dispozitive, intarzierea in comu-
nicatii de la sursd la destinatar, limitarea la o
densitate maximd de dispozitive intr-o retea.
5G elimind aceste limitari, permitand cazuri
de utilizare care nu erau posibile nainte.
Acestea pot fi grupate astfel: (1) Procese
critice ca durata de timp (2) Fiabilitate ultra
ridicata (monitorizare in timp real, robot con-
trolat prin viziune), (3) Comunicare critica in
timp real (proces logistic care implicd bunuri si
active, proces de control al calitatii sau achizitie
date) si (4) Controlul fabricii de la distanta
(lucrdtori la distantd, realitate augmentata).

Micro-
waves

Mobile
phones

© SCAMP/Imperial College Londaon/EBU

© © 0 &6

Ultra-
violet

Visible
light

X-Rays Gamma
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Prin ce difera 5G de 4G?

5G ofera mai multe beneficii in comparatie
cu 4G: viteze mai mari, latenta mai mica,
capacitate pentru un numar mai mare de
dispozitive conectate, interferente mai
putine si eficientd mai buna. Va fi posibil sa
existe mult mai multe dispozitive care
functioneaza fiabil, sigur si neintrerupt in
aceeasi zona. 4G poate suporta circa 4.000
de dispozitive pe kilometru patrat, in timp
ce 5G va suporta aproximativ un milion.
Interfata 5G New Radio, impreuna cu alte
tehnologii noi, utilizeaza frecvente radio de
10 ori mai mari decat 4G.

Poate 5G sa treaca prin pereti?
Blocheaza copacii 5G?

5G foloseste unde milimetrice care au ca-
pacitatea limitatda de a patrunde prin
obstacole fizice, cum ar fi cladiri, copaci si
chiar prin ploaie sau ninsoare.

Lungimile de unda 4G au o raza de actiune
de aproximativ 16 km, in timp ce 5G are o
raza de actiune de doar 0,3 km. Dificultatea
undelor milimetrice de a trece de la exte-
rior la interior poate duce la o acoperire
slaba si la viteze mai mici de descdrcare.
Problema se rezolva prin cresterea
numarului de antene 5G distribuite pe
teren (care au dimensiuni mult mai mici
decat cele pentru 4G).

Care sunt benzile de frecventa 5G?
Benzile de frecventa pentru retelele 5G vin
in doua seturi. Gama de frecventd 1 este de
la 450 MHz la 6 GHz. Gama de frecventa 2
este de la 24,25 GHz la 52,6 GHz.
Tehnologia 4G utilizeaza frecvente radio
700 MHz - 2500 MHz. Pentru a partaja
frecventele utilizate de retelele LTE si 5G,
poate fi utilizata duplexarea cu divizare in
frecventa si timp.

Notd importantd
Gama de frecventd a semnalelor 5G introduse se afld in

banda neionizantd a spectrului electromagnetic si cu mult
sub cele considerate ddaundgtoare de ICNIRP (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection).

LTE si 5G private pentru industrie par sa ru-
leze mai repede decat se astepta. Opera-
torul de telefonie mobila Vodafone din UK
aestimatin 2021 - la un eveniment organi-
zat de furnizorul privat de retea Athonet:
“Un milion de retele private pana la sfdrsitul
deceniului? La Vodafone, credem ca este
posibil. Numaiin Europa, avem aproximativ
un milion de companii care ar putea benefi-
cia de retelele mobile private — majoritatea
in productie, impreund cu logisticd si depozi-
tare, utilitdti, petrol si gaze si, din ce in ce mai
mult, in domeniul sandtatii.”

Detalii WEB

https://enterpriseiotinsights.com/20210127/channels/
news/million-private-5g-networks-in-europe-vodafone

www.electronica-azi.ro u n m

LABORATOR | 5G - Societatea in retea

Analizoare de retea celulara.

Solutiile SNYPER de la Siretta

Familia de analizoare de semnal SNYPER
este sofisticata, dar usor de utilizat, cu un
afisaj color mare si luminos.

SNYPER-LTE Spectrum (EU) este un analizor
de putere a semnalului de retea de inalta
performantd, dedicat monitorizdrii retelelor
europene 4G/LTE (EU), 3G/UMTS si 2G/GSM.
Gama este oferita in tehnologiile celulare
utilizate acum in aplicatii profesionale pen-
tru a acoperi toate turnurile celulare de retea
utilizate in prezent. Lungimile de unda 4G au
o raza de actiune de aproximativ 16 km, in
timp ce 5Gare oraza de actiune de doar 0,3 km.

SNYPER este o unitate portabila, poate func-
tiona cu baterie cateva ore, intre incdrcari.
SNYPER afiseazd un rezumat al tuturor rete-
lelor gasite in zona, puterile lor relative ale
semnalului si numarul de celule disponibile.

Familia SNYPER indeplineste o serie de

functii diferite pentru a determina:

« Amplasarea optima a antenei

« Evaluarea performantei instalatiilor
existente

 Cele mai bune performante de retea
pentru un site

» Cea mai buna alegere a operatorului de
retea pentru un site

« Evidentierea puterii semnalului retelei,
n ordine

SNYPER-LTE Graphyte (EU) V2 este un ana-
lizor de semnal de retea de inalta perfor-
manta si un inregistrator de semnal celular,
dedicat supravegherii si inregistrarii retele-
lor europene 4G/LTE (UE), 3G/UMTS si 2G/
GSM. SNYPER-LTE Graphyte (EU) poate salva
mai multe sondaje, fiecare cu diferite optiuni
de inregistrare pe durate de timp.

Rezultatele sondajului pot fi descarcate pe
un computer si afisate clar intr-un format
grafic HTML cu detaliile inregistrate in tim-
pul sesiunii de sondaj. Astfel, se pot identi-
fica statiile de bazd nesigure si serviciul celular
intermitent, ceea ce nu este posibil cu son-
dajele la fata locului.

Defalcarea completa pentru graficele rezu-

mative HTML sunt afisate in fisiere CSV

corespunzatoare.

« 6 benzi LTE, 3 benzi UMTS/HSPA+,
2 benzi GSM/GPRS

« Ecran LCD mare, usor de citit

« Meniuri logice si operare

 Optiuni deinregistrare selectabile pentru
a determina cel mai de incredere operator
de telefonie mobila

« Evalueazd performanta MNO in timp

» Determina “hotspot-uri”si asista la
alinierea antenei cu liveSCAN

 Salveaza pand la 84 de sondaje cu un
singur ciclu

« Salveaza jurnalele LiveSCAN

« Functii activate pentru portalul de
cartografiere integrate.

Despre autor: DI. Constantin Savu — Director general al firmei ECAS Electro —

este inginer electronist cu o experienta de peste 30 ani in domeniul |
componentelor electronice si al selectarii acestora pentru aplicatii. Fiind 4
bun cunoscator al componentelor si al tehnologiei de fabricatie a modulelor

electronice cu aplicatii in domeniile industrial si comercial, coordoneaza

direct productia la firma de profil Felix Electronic Services.

ECAS Electro (www.ecas.ro) este distribuitor autorizat pentru produsele Siretta

Detalii tehnice : Emil Floroiu | emil@floroiu.ro

birou.vanzari@ecas.ro

A Siretta

www.siretta.com/products/antennas

« https://www.techtarget.com/whatis/definition/5G-New-Radio-NR

« https://www.youtube.com/watch?v=n5uxsP3k5DM
« https://www.greensoft.ro/industria-4-0

« https://www.qualcomm.com/products/technology/59
« https://www.youtube.com/watch?v=3pNfoY-uxZc

Referinte WEB

« https://www.teldat.com/blog/5g-emmb-mmtc-urllc-fwa-smart-grid-automotive
« https://blog.engineering.vanderbilt.edu/what-is-the-difference-between-cps-and-iot

« https://www.lifewire.com/5g-cell-towers-4584192
« https://www.hyconsys.com/CAADCPS2022

« https://www.siretta.com/products/cellular-network-analysers
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Exista lucruri pe care le facem pur si simplu pentru ca asa le-am facut intotdeauna?

Chiar si in unele dintre cele mai inovatoare industrii, cunoscute pentru promovarea tehnologiei
intr-o gama larga de aplicatii — inginerii folosesc tehnici vechi de zeci de ani. Exista o
multime de motive excelente pentru a urma abordarea incercata si de incredere. Exista un
sentiment de securitate ce vine odata cu utilizarea tehnologiei, care este de mult stabilita.
Produsele cu unistoric lung de siguranta si performanta isi fac o reputatie excelenta pentru
fiabilitate. Cu toate acestea, doar pentru ca produsul a functionat bine in trecut, nu
inseamna ca aceasta solutie este de viitor.

De aceea, se naste o intrebare: ne costa bani pastrarea modului de lucru? In cele ce urmeaza,
va prezentam pe scurt concluziile trase de Connector Geek.

Costul conectarilor

Sa analizam cum se realizeaza conectarea
conductoarelor. De zeci de ani, atunci
cand un cablu trebuie fixat in spatele unui
comutator, releu sau conector, a existat
o gama de solutii.

Lipirea a fost un element de baza al indus-
triei de zeci de ani. Lipitura in sine constd de
obicei dintr-un aliaj de staniu si plumb, iar
lipirea moderna fara plumb foloseste alte
elemente, cum ar fi antimoniul si argintul.
Aliajul de lipire este topit si curge in jurul
firului si terminalului, racindu-se pentru a
forma o imbinare metalica solida. Lipirea
este favorita printre ingineri, deoarece ofera
sigurantad si are avantajul de a fi reprelucra-
bila - se poate face retopire, iar firul poate fi
ajustat inainte de a se raci si solidifica din
nou. Cu toate acestea, lipirea aduce cu ea un
anumit numar de probleme.

50

Desi este evident, trebuie mentionat ca li-
pirea necesitd aplicarea de caldura. Multe
terminale sunt gazduite in plastic pentru a
asigura o izolatie adecvata. Cu cateva excep-
tii, plasticul este vulnerabil la caldura, iar
manipularea neatenta a instrumentului de
lipit are potentialul de a provoca daune
ireparabile firelor si componentelor scumpe.
In plus, exista instalatii in care poate fi de-a
dreptul periculos sa manevrezi unelte care
au o temperatura in varf de peste 200°C. Ca
rezultat, in unele situatii, crearea unei imbi-
nari bune prin lipire, pastrand operarea in
siguranta, necesita un operator experimentat,
ceea ce adauga cheltuieli considerabile
oricdrei instaldri.

Exista o alta problemd metalurgica ce nu
poate fi neglijatd, in special in conexiunile
care utilizeaza lipirea traditionala cu staniu-
plumb. Multe terminale sunt placate cu aur,

o practica bine stabilita, care ofera o conduc-
tivitate si o protectie excelenta pentru meta-
lul de baza. Cu toate acestea, aurul se dizolva
usor in operatia de lipire, ceea ce inseamna
ca este posibil ca staniul si aurul placajului
sa se combine, formand un strat intermetalic
n jurul aliajului de lipire.

Acest strat intermetalic slabeste legdtura
dintre terminal si fir, reducand fiabilitatea
terminatiei electrice. Daca este supus la
socuri si vibratii, este posibil ca aceasta
terminatie defectuoasa sa se slabeasca si
sd nasca probleme. Acesta este motivul
pentru care NASA si alte organizatii solicita
ca aurul sa fie scos de pe un terminal
fnainte ca firul s fie fixat. Oricare dintre
metodele de rezolvare a problemei
adauga cheltuieli considerabile costului
de conectare a unui conductor electric.
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Sertizarea ca alternativa

Sertizarea oferd o alternativa fiabila la lipire. Sertizarea Pentru oferta variata de DESte 65.000 de produse:

necesita comprimarea metalului firului pentru a forma EI?CtFOiCE, Automatizare si Control, Electrice, Testare si
o etansare puternici. Forta exactd necesard variazd Masurare, Scule si Depozitare, Mecanice si Consumabile,
in functie de constructia firului si de designul termi- Siguranté.

nalului, dar trebuie mentinut un echilibru intre prea
putind compresie, care are ca rezultat o imbinare
mecanica slaba si prea multd care risca sa deterioreze
firul. Vestea buna este ca o unealta de sertizare, odata
setata corect pentru combinatia de conductor si ter-
minal, produce imbinari repetabile si fiabile, cu putind
abilitate necesara de la operator. Vestea proasta este
ca uneltele de sertizare nu sunt in general ieftine.

Majoritatea terminalelor de sertizare sunt montate pe
fir inainte de introducerea intr-un conector. Si acest
lucru are avantaje si dezavantaje. Terminalele libere
sunt mici si pot fi usor scapate si pierdute daca lucra-
rea este efectuatd intr-un spatiu incomod. Uneori este
mai bine ca sertizarea sa fie facuta in avans intr-un
mediu mai potrivit, ceea ce genereaza o economie
considerabila de timp la finalizarea unei instalari la fata
locului. Cu toate acestea, exista inca un cost initial
relativ ridicat asociat cu echipamentul de sertizare.
Nu ar fi grozav daca ar exista o metoda care sa nu
aiba nevoie de unelte sau de instruire costisitoare,
care sd nu necesite manipularea terminalelor care se
pot pierde sau lipirea la cald cu problemele sale de
siguranta? Exista! Se numeste conectare (terminatie)
cu suruburub.

ICM A1

trash
Alternativa simpla?

Pentru dispozitivele mai mari, cum ar fi intrerupétoare
si relee, este posibil sa alegeti aceasta metodd “de
terminare” care nu necesita nimic mai mult decét o
surubelnitd. Cu aceastd alegere, eliminam toate incon-
venientele lipirii sau costul sertizarii prin simpla uti-
lizare a unei cleme cu surub. Problema noastra este
rezolvata. Din pacate, o problemd este inlocuita cu
altele. Tnsurubarea unui fir intr-un terminal poate fi
un proces lent. Cateva secunde pe terminal ar putea
sd nu para prea multe, dar, pe parcursul unei intregi
instalari, se va adauga o perioada semnificativa de
timp cu costul asociat. Exista, de asemenea, proble-
ma confortului si a fiabilitatii. Instalarea unui fir intr-un
terminal cu surub este de obicei o sarcina pentru
doud maini - o mand este folosita pentru a tine firul
pe log, iar cealaltd va intoarce surubelnita pana cand

firul este fixat sigur. > [C OM PE C
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Siacest lucru inca nu rezolva intrebarea cat
de mult sa strangeti surubul. Ar trebui sa fie
suficient de strans pentru a rezista la o
tractiune usoara sau ar trebui ca instalatorul
sd continue sa roteasca surubelnita pana
cand “scartaie”? Majoritatea producatorilor
vor publica o valoare recomandatd a cuplu-
lui la care ar trebui strans surubul, dar cati
instalatori urmeaza aceste instructiuni ad
litteram? Cat de repetabile sunt terminatiile
cu suruburi?

Intr-o prezentare succintd, am putut vedea ci
tehnicile de prindere conductor — conector
pe care le-am analizat, aduc intotdeauna si
limitari. Unele necesita pregdtire de specia-
litate si pot prezenta chiar probleme de
sigurantd, altele necesita investitii semnifi-
cative in scule. Chiar si tehnica ce utilizeaza
unelte de mana simple ofera un pachet mixt
de beneficii si provocari.

Tehnologia Push-In -

terminatii fara unelte

Nu am discutat inca despre tehnologia prin
impingere: push-in. De multi ani, produca-
torii au cdutat sa proiecteze metoda per-
fecta de instalare fara unelte. Scopul este de
a crea o solutie care se instaleaza rapid, nece-
sitd putind pregatire prealabila si poate fi
realizata fara unelte specializate, toate creand
in acelasi timp o terminatie de fir fiabila,
repetabild si reparabila. Tehnologia de ter-
minare ‘Push-in’ ofera toate aceste avantaje.
Ofera atat de multe avantaje fata de tehni-
cile de sertizare, lipire si insurubare! Chiar
daca pretul este putin mai mare - ceea ce
nu este intotdeauna cazul - costul redus de
instalare ofera mult mai multa valoare.

Prin reducerea timpului necesar de insta-
lare, terminalele ‘push-in’elibereaza opera-
torii calificati de sarcini repetitive, putan-
du-se preocupa de acele sarcini de speciali-
tate care ofera cele mai multe benéficii.

In aceste conditii, de ce tehnologia‘push-in’
nu a fost preluata peste tot? Trebuie spus ca
terminalele ‘push-in’ tind sa fie putin mai
mari decat alte tipuri, dar pentru aplicatii
mari de constructii de masini, acest lucru
poate fi de micd importanta.

Mai exista un posibil raspuns si anume ca
lipsa de patrundere mai mare a tehnolo-
giei ‘push-in’in industrie este o chestiune
de perceptie. Unii ingineri s-ar putea sa nu
aiba incredere intr-o terminatie pe care nu
au insurubat-o sau sertizat-o. Deoarece le
lipseste feedback-ul fizic pe care il primesc
din tehnica “intoarce surubul pana cand
scartaie’, ei pot simti ca o imbinare prin im-
pingere nu este deosebit de sigura.

De fapt, designul terminalelor moderne
‘push-in, cum ar fi noul S3 de la IDEC, le
face sa se potriveasca ideal pentru mediile
dure intélnite frecvent la nivelul fabricii.
Contactele cu arc utilizate in bornele
,push-in" ofera un contact pozitiv si o
rezistenta excelenta la vibratii, iar viteza
procesului de instalare vorbeste de la sine.
Modul in care am fdcut intotdeauna ceva,
desifamiliar si de incredere, ne poate tine pe
loc. Data viitoare cand trebuie sd finalizati o
instalare, faceti un pas inapoi si luatiin con-
siderare dacd vechea metoda este incd cea
mai bund. Poate ca este timpul pentru o
schimbare!

Bloc de contact Idec Seria HW-P10R,
2.5kV, INO

Idec HW-P10R este un bloc de contact cu
un singur pol cu contact normal deschis
cu terminale de tip ‘push-in’

Cod de producitor

213-3572 Idec HW-P10R
Caracteristici tehnice

Tip bloc Bloc contact
Series HW-P10R
Contact Configuration ~ 1NO

Voltage Rating 2.5kV
llumination Type Incandescent

Domeniul temperaturii de operare neilumi-
nat este de -25 ... +60°C (fard inghet), iar cu
iluminare cu LED de-25 ... +55°C (fard inghet).
Interval de umiditate de operare de la 45
la 85% RH (fara condens).

Temperatura de stocare: -40 ... +80°C.
Rezistenta de contact maxim 50 mQ
(valoare initiald).

Bloc contact Idec seria CW, TINO

Seria CW de laIdec dispune de comutatoare
si dispozitive pilot elegante, compacte si
care economisesc spatiu. Parghia de blocare
in doua trepte, integrata cu protectie oferd
un nivel mai ridicat de sigurantd, reducand
si posibilitatea activarii neasteptate. Dimen-
siunile reduse contribuie la micsorarea di-
mensiunii panoului de control. Toate dispo-
zitivele din serie incorporeaza, de aseme-
nea, parghii de blocare de sigurantd, asigu-
rand instalarea corectd si mentinand
siguranta in aplicatii cu vibratii ridicate.

Cod de producitor
833-7183 Idec YW-ET0R

Caracteristici cheie:

« Rezistenta la coroziune a elementului
de blocare

« Contacte pentru 10A

« Constructie modulara pentru
flexibilitate maxima

» NEMA 4X si etansare IP65 cu rezistenta
la apa si ulei

« Listat UL, Certificat CSA, Aprobat TUV si
marcat CE

Conectori de fibra optica

Fibra optica isi gaseste aplicatii in toate
industriile

Se discutd mult de lumea electronicii, dar
existd un subiect despre care ar trebui vorbit
mai mult si anume despre o tehnologie care
este din ce in ce mai importanta in comu-
nicatiile globale siisi gdseste constant aplicatii
in lumea industriei. Acest subiect este fibra
opticd.

Exista articole care vorbesc despre fibra
optica, dar se poate observa ca, multe din-
tre ele presupun ca cititorul este familiari-
zat cu tehnologia.

La fel ca in cazul comunicatiilor electronice
conventionale, fibra optica are avantajele si
dezavantajele ei. Transmisia optica prin fibra
are capacitatea de a transporta cantitati
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uriase de informatii pe distante care s-ar
dovedi ineficiente pentru semnalele elec-
trice conventionale. Ele sunt sigure siimune
la perturbdrile cauzate de interferenta
electromagnetica (EMI) si sunt remarcabil
de mici si usoare, avand in vedere cantitatea
de informatii pe care o pot transporta.

Comunicare cu lumina

Scopul unei fibre optice este de a transfera
informatii. In cablurile conventionale de
cupru, aceastd comunicare se realizeazd cu
electricitate, iar fibrele optice folosesc
acelasi principiu, inlocuind electronii cu lu-
mina si folosind un mediu care ii permite sa
se propage. Fibra optica foloseste sticld de
o puritate extrem de ridicata (pentru a mi-
nimiza pierderea semnalelor pe distante
lungi) sub forma de filamente. O expresie
des folosita (chiar suprafolosita) este aceea
ca fibra este mai subtire decat parul uman.
De fapt, o fibra optica este realizata din
doua straturi de sticlg, fiecare cu un indice
de refractie diferit.

e

=N

Fiber Core
Cladding  Sum/50um/62.5um
125um

Coating

I Tight Buffer 250um
Aramid Yarn  g00um

I

Cable Jacket
1.2mm/1.6mm/2.0mm/3.0mm

Lumina se deplaseaza de-a lungul miezului
fibrei folosind un principiu numit reflexie
interna totala. Este posibil sa observati
acest efect in actiune atunci cand va uitati
la o cantitate mare de apa. Cand priviti di-
rect spre apa, lumina poate calatori liber
intre interfata dintre apa si aer. Cand este
privita sub un anumit unghi, lumina din cer
de exemplu, este reflectata inapoi catre
privitor, iar apa pare opaca.

Transmiterea luminii

Acelasi efect este prezent intr-o fibrd optica.
Interfata dintre miez si invelis — ambele pre-
zintd un indice de refractie diferit - mentine
lumina in interiorul miezului. De fapt, miezul
unei fibre moderne este adesea construit cu
un indice de refractie gradat, care curbeaza
usor lumina spre centru, mai degraba decat
sa se bazeze pe reflexia interna.

www.electronica-azi.ro u n m

LABORATOR | Tehnici de conectare

Dimensiunea nucleului guverneaza volu-
mul de date care pot fi transmise de-a lungul
unei fibre. Spre deosebire de sistemele elec-
trice, in care un conductor mai mare oferd o
rezistenta mai micd, cele mai mici miezuri
de fibre oferd cea mai mare capacitate. Mo-
tivul pentru aceasta se datoreaza modului.
In fibra opticd, modul este denumirea dru-
mului pe care lumina il parcurge prin fibra.

intelegerea modurilor

O fibra multimodala are un miez cu diame-
tru mai mare, de obicei 50 sau 62,5 um.
Acest lucru permite mai mult de o cale sau
un mod pe care lumina il poate urma prin
miezul fibrei. Aceasta inseamnd ca un sem-
nal poate lua mai multe cai diferite pentru a
ajunge la destinatie. Prin urmare, este nece-
sar sa se intarzie transmiterea urmatorului
semnal, astfel incat sa nu existe riscul ca
acesta sa interfereze cu semnalul anterior
care a luat calea cea mai lent. In schimb, o
fibra de mod unic este mult maiingustd, de
obicei cu un diametru de doar 9 um.
Aceastd constructie permite luminii sa cala-
toreasca doar pe o singurd cale. Prin urma-
re, este posibil sa se trimita mai multe date
prin fibra, stiind ca un semnal nu interfe-
reaza cu altul. Toate cablurile submarine
care formeaza coloana vertebrala a comu-
nicatiilor globale folosesc fibre monomod.

Conectarea fibrelor optice

Diametrul mic al miezului de fibra optica
este unul dintre motivele pentru care folo-
sirea fibrei optice poate fi o provocare. Acest
lucru devine deosebit de important atunci
cand vine timpul sa conectati doud lungimi
de fibra impreuna. Spre deosebire de un sis-
tem electric care necesita pur si simplu
atingerea conductorilor pentru a trece cu-
rentul, conexiunile de fibra functioneaza di-
ferit. Pentru a uni doua fibre, este necesar sa
aliniati miezul fiecdrei fibre si s le aduceti in
contact fizic direct. Daca miezurile sunt nea-
liniate, exista riscul de a pierde semnal la im-
binare. Cu miezurile de fibre optice atat de
fine, aceasta inseamna céd precizia este de o
importantd vitala.

Pentru a crea imbinarea, fibrele optice sunt
montate in dispozitive ceramice care sunt
fabricate la o tolerantd foarte find pentru a oferi
precizia necesara pentru o bund conexiune.

Imbinarea este unul dintre motivele cheie
pentru care este utilizata fibra multimodul,
in ciuda performantei sale mai slabe in
comparatie cu fibra monomod. Precizia
necesara pentru a aduce doua nuclee de 9
micrometri intr-o aliniere perfectd se tra-
duce intr-un proces complex si costisitor si,
prin urmare, daca performanta extrema nu
este necesarg, fibra multimodala este ade-
sea alegerea mai usor de implementat.
Cand instalati un cablu optic, este, de ase-
menea, important s retineti cd fibra ne-
cesitd o manipulare atenta. Cablul electric
conventional, mai ales daca are o construc-
tie torsionatd, poate rezista la o anumita
fortare fizic. In schimb, fibrele optice pot fi
deteriorate daca sunt fortate sau sunt in-
doite intr-un unghi ascutit. De fapt, cablurile
de fibra optica sunt construite pentru a
proteja fibrele vulnerabile adapostite in
interior, folosind adesea fire si chiar armuri
pentru a oferi rezistenta necesard.

Conectori de fibrd optica pentru medii dure

Fibra opticd in aplicatiile de telecomunicatii
adesea nu trebulie sd se confrunte cu mediile
dure, iar conectorii conventionali de fibra
sunt, in general, usori si compacti. Popu-
larele standarde de conector LC (nr. stoc RS
015-6279) si FC (nr. stoc RS 536-8086) sunt
exemple perfecte de conectori comerciali
de fibra optica, in timp ce pentru aplicatiile
care au nevoie de mai multe fibre optice
grupate, MT (nr. stoc RS 905-3356) ofera
solutia ideala.

Cu toate acestea, avantajele pe care le poate
oferi fibra — usoare, viteze mari de transmi-
tere a datelor si rezistentd la EMI — permit
aplicatii intr-o mare varietate de industrii.
De la transmisia in mediul exterior pana la
comunicatii militare, exista un apetit consi-
derabil pentru conectorii de fibra care pot
rezista la conditii dure. Exemple oferite pot
fi solutiile de la Bulgin (nr. stoc RS 191-7985)
si HARTING (nr. stoc RS 110-9371).

Transmisia prin fibrd opticd isi gdseste din ce
in ce mai multe aplicatii, inclusiv in mediul in-
dustrial. Aurocon COMPEC vd pune la dispo-
Zitie conectori si unelte necesare pentru aplicatii
pe fibrd opticd. Pentru oferta completd va
invitdm sd accesati ro.rsdelivers.com.

Autor: Gramescu Bogdan

= Aurocon Compec
WWW.Compec.ro

COMPEC

IUROCON COMPEC SKL
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Leuze

DRT 25C: Detectie optica perpendiculara pe conveior

Senzorul optic difuz DRT 25C cu referinta dinamica - un
produs inovator de la Leuze - este special construit pen-
tru detectia produselor alimentare. Datorita tehnologiei
inteligente CAT, senzorul recunoaste cu precizie produse
plate sau sferice, transparente sau infoliate, precum si
forme iregulate sau contururi.

Avantaje

m Detectia precisd a obiectelor cu forme iregulate asigura o
productie continua si previne aparitia avariilor pe linie

m Nu este necesara reajustarea senzorului la schimbarea
produselor sau a materialului de impachetare, generand
astfel o crestere a productivitatii

m Reglaj usor si rapid al senzorului prin functie de invatare
automatd a suprafetei conveiorului, doar cu un buton
de invatare; o singura pozitie de montaj pentru toate
obiectele care vor fi detectate pe linie

m Detectie stabila chair daca banda conveiorului este
murdard sau vibreaza

m |O-Link pentru integrare usoard a functiilor cu partea de
control a utilajului, cum ar fi mesajele de avertizare in
cazul contaminarii excesive a opticii senzorului, folosirea
numadratorului integrat in electronica senzorului sau
dezactivarea tastei de invatare

Senzorii trebuie sa detecteze in siguranta o varietate de
produse si folii pe conveioarele utilajelor de impachetare
(HFFS, FS, Thermoform, VFFS) din industria alimentara. Mai
mult, ei trebuie sa functioneze continuu dupa schimbarea
produsului, fard a fi nevoie de recalibrarea lor. Senzorii op-
tici care indeplinesc aceste cerinte sunt, de obicei, senzori
reflexivi cu suprimarea prim-planului. Aceastd tehnologie
are slabiciunile ei,in momentul in care obiectele de detectat
sunt plane, lucioase sau transparente.

Metoda inovatoare de detectie a DRT 25C, functioneaza
prin invdtarea adaptiva a contrastului (CAT — Contrast
Adaptive Teach technology), unde banda conveiorului este
utilizatad ca referinta in locul obiectului. Astfel, senzorul

54

Detectie stabila a -I
produselor alimentare
fara reajustarea
senzorului la
schimbarea tipului

L de produs.

detecteaza orice obiect ca o deviere de la suprafata benzii
conveiorului. Detectia este independent de caracteristicile
obiectului, cum ar fi culoarea, luciul sau transparenta.

Aplicatii
Detectia produselor pe banda conveiorului la utilajele
de debitare

Cerinta:

Pentru controlul distantei intre produse, muchiile frontale
ale produselor de pe banda conveiorului trebuie detec-
tate precis. Senzorul trebuie, de asemenea, sa detecteze
produse de dimensiuni si forme diferite, plate sau inalte,
pentru prevenirea opririi utilajului datorita detectiei inco-
recte. Ajustarea pentru toate tipurile de produse trebuie
sa se realizeze usor.

Solutie:

DRT 25C detecteaza orice produs, de dimensiuni mici
sau mari, forma platd, sferica sau iregulata. Aceasta
fnseamna ca astfel de utilaje pot fi echipate cu un singur
senzor, indiferent de aplicatie. invatarea cu un singur
buton a DRT 25C il face, de asemenea, usor de ajustat.

ElectronicaeAzi nr. 8(268)/2022



Leuze

Detectia produselor pe banda conveioruluila utilajele
de impachetare

Cerinta:

Pentru controlul distantei intre produse fara probleme,
trebuie detectate precis ambalaje realizate din diferite
materiale. Schimbarea produselor sau a foliei de ambalare
nu trebuie sa necesite o reajustare a senzorului.
Solutie:

Tehnologia unica a DRT 25C foloseste ca referinta banda
conveiorului. Detectia este independenta de caracteristi-
cile suprafetei sau a materialului de impachetare utilizat
(culoare, luciu, transparenta). Aceasta inseamna ca nu este
necesara recalibrarea senzoruluila schimbarea produselor
sau foliei de impachetare.

Tehnologia de functionare

Nu necesita ajustare la schimbarea produselor
Atunci cand se realizeaza invatarea senzorului, banda
conveiorului este memorata ca punct de referinta. Dupa
schimbarea produsului, nu este necesar ca senzorul sa fie
reajustat, deoarece punctul de referinta ramane acelasi.

www.electronica-azi.ro u n m

Mai mult, pozitia de montaj si alinierea senzorului pot
ramane aceleasi pentru o varietate de produse. Prin urmare,
nu este necesar niciun efort in reajustarea senzorului la
schimbarea produselor.

Trei fascicule optice pentru fiabilitate maxima
Indiferent de forma produselor sau a ambalajului, utilizand
trei fascicule optice, DRT 25C detecteaza eficient muchiile
frontale si asigura un proces fluid fara intreruperea
productiei. Datorita razei mari de scanare, sunt detectate
precis chiar si obiecte cu orificii, ca un singur obiect. Pentru
aceste tipuri de produse, nu este necesar ca toate cele
trei fascicule ale senzorului sa cada pe obiect.

De la obiecte transparente, la obiecte foarte lucioase
Impachetarile cu folii de diverse culori si transparente
sunt detectate in siguranta ca o deviere de la banda con-
veiorului, stabilita ca referinta la invatarea senzorului.
Acest lucru inseamna ca utilajele, care lucreaza cu o varie-
tate de ambalaje, pot fi echipate cu un singur senzor.

Tehnologie CAT unica

DRT 25C foloseste banda conveiorului ca referinta
dinamica pentru detectia obiectelor. Prin aceasta metoda,
caracteristicile suprafetei benzii sunt invatate de catre
senzor. Senzorul va detecta orice obiect cu caracteristici
ale suprafetei diferite de cele ale benzii. Chiar si contami-
narea benzii conveiorului poate fi compensata utilizand
tehnologia CAT.

=)

Specificatii tehnice

m Tehnologie de memorare a referintei si trei fascicule optice
LED pentru detectie fiabild a unei varietati de forme si
suprafete

m Distante de operare fata de banda conveiorului intre
50-200mm

m Frecventa de comutare de 750Hz pentru viteze ale
conveiorului de pana la 2m/s

m Configurare usoara printr-un buton de invatare

m Interfatd |0-Link pentru comunicare standardizatd cu
partea de control a utilajului

m Constructie compacta: 15mm x 42.7mm X 30mm

m Clasa de protectie IP67 si IP69K, certificare ECOLAB

www.oboyle.ro
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Value from Innovation

FUJIFILM PRESCALE: Folie pentru masurarea presiunii

Aceasta este singura folie din lume care poate masura
presiunea. Presiunea si distributia presiunii, care puteau
fi vizualizate in trecut, acum pot fi masurate.

Prescale permite masurarea balansului, distributiei si va-
lorii presiunii pe o suprafata. Realizata folosind tehnolo-
gia avansata Fujifilm de acoperire a unei folii cu pelicule,
Prescale masoara distributia presiunii pe fintreaga
suprafata de inspectie. Folia se coloreaza in rosu acolo
unde presiunea este aplicata, iar nuanta de rosu variaza
functie de valoarea presiunii. Pentru a acoperi un dome-
niu larg de presiune (0.006 ... 300 MPa), Fujifilm are in
gama 8 tipuri de folie Prescale.

Colile Prescale permit masurarea presiunii mai accesibil.
Colile Prescale sunt recomandate pentru utilizatori noi
sau pentru aplicatii de presiune pe suprafete mici. Sunt
disponibile 6 tipuri de folii Prescale care acopera dome-
niul de presiune 0.2 ... 300 MPa.

Mdsurarea presi- Mdsurarea Mdsurarea presi-

unii anvelopelor  distributiei presi- ~ uniiintre capul
uniiin curatarea  cilindrilor si blocul
panourilor LCD de cilindrii

Fiecare produs Prescale este conceput pentru un anumit
domeniu de presiune (MPa). Clientul trebuie sa confirme
valoarea presiunii din aplicatia in care doreste sa faca
madsurarea sau inspectia.

Measurable pressure range [MPa) 1MPa&s 10, 2kgf fomd Prescale
Types. U0 o 02 0808 5 ] = 1% 00

Classification

T oo P
Toz-Shaet Troe.
B | TGt Tt
Super Low Pressue (LLW) B | TGt Troe
Low Presses (1) E | Tei-Sher e
M Presa [MH) E | T e T
Wadem Pressar [M5] E |
High Pressare (HS) | Pane-Shest Type
Scps High Pressure (HH65] T | 270x10 | Z70X200 (S shet| MoroShest Tipe
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Structura Prescale
Exista doua tipuri de Prescale: formate din doua folii si o
singura folie. Cele formate din doua folii contin o folie de

developare si o folie
pentru colorare.
Acestea se supra-

Two-sheet type
Ultra Extreme Low Pressure (5LW) ~
Medium Pressure (MW)

pun pentru realiza-
rea masuratorii.

Basa material

(PET base)

OO0 IS Cokreborming
e

[ Aot

bl

=0 g

Cim yer

| \Basa material
(PET basa)

Cele formate dintr-o
singura folie contin
ambele straturi deja
asamblate si sunt fo-

Mono-sheet type
Medium Pressure (MS), High Pressure (HS),
Super High Pressure (HHS)

—— Base material

3
i 5 _ i MR

losite pentrumasura- s T s

rea presiunilor inalte. v oo

Cum functioneaza Prescale

Microcapsulele din stratul care realizeaza colorarea se sparg
sub presiune si sunt absorbite de stratul developant,
cauzand o reactie chimica ce realizeaza colorarea in rosu
a acestuia. Microcapsulele sunt asezate uniform si ajustate
ca mdrime si rezistenta, realizand o densitate a culorii
corelata cu valoarea presiunilor aplicate.

Tabelul presiunilor (pentru presiune medie [MW])
Prin corelarea cu tabelul standard, valoarea presiunii
poate fi confirmata vizual.

Continuous pressure Momentary pressure
Pressure range :Medium pressure  Pressure range : Medium pressure
(10~50MPa) (10~50MPa)
Pressure application : Measured pressure Pressure application :Measured pressure
conditions: reaching time:2m  conditions: reaching time: 5s
Measured pressure Measured pressure
Standard holdingtime:2m  Standard holding time: 5s
color sample —— color sample EENEEEEEEEEE

10 Pressare (MPa)

2 & 6 B 10 PrewkesMm :
Pressure

B
Pressure

* Portiunile marcate cu linie punctata pot depdsi eroarea
permisd, prin urmare trebuie considerate doar ca referintd.

* Prescale se foloseste in urma determinarii curbei A, B, sau C,
functie de conditiile de umiditate sitemperaturd ale aplicatiei

* Timpul de atingere al presiunii pentru Ultra extreme low
pressure (5LW), extreme low pressure (4LW) si ultra-super
low pressure (LLLW) este de 5 secunde, iar mdsurarea ar
trebui sd dureze 2 minute.

* Super high pressure (HHS) este doar pentru mdsurare
continud a presiunii.
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Cum se utilizeaza Prescale | Sonia T
1. Taiati Prescale sau - 4. Acum se poate -~ o
‘ Prescale Sheets la EE o o vizualiza distribu- ﬁ ‘
‘ = ﬁ dimensiunile necesare =W © » tia presiunii. i
. pentru masurare in b B — ,
t‘ aplicatie. p 2 % Mafu_ra_re in intregime
. Introduceti Prescale 7" 5. Utilizati un 1= o
: = \
intre suprafetele unde o~ 7/ scanner performant . :
trebuie masurata pre- = pentru scanarea '
siunea. Aplicati presi- suprafetei - —
unea de operare uzuala. & colorate. Masurare partiala
3. Inlaturati Prescale. 6. Folositi software-ul de analiza a &=
distributiei de presiune FPD-8010E. @ =
Selectand conditiile de masurare, se pot ma-
sura valorile de presiune pe intreaga supra-
fata, pe anumite sectiuni sau in puncte precise. Vizualizare 3D
Datele pot fi exportate in format Excel si se poa-
te realiza analiza 3D a suprafetei verificate www.oboyle.ro

Sensor Let's moke sensors more inchnckod

Instruments

Detectia muchiilor transparente

Senzorii conventionali de obicei fsi
ating limitele atunci cand este
cazul sa detecteze sau sa numere
stive de obiecte transparente, asa
cum sunt, de exemplu, paharele
din plastic transparent.

in procesele de impachetare este foarte importanta ambalarea numarului exact
de obiecte intr-un pachet. Asemenea probleme pot fi rezolvate acum cu senzorii
de muchie din seria RED (un RED-110-L a fost folosit pentru aceasta aplicatie).
Senzorii de detectie muchie din seria RED folosesc doi receptori optici integrati
intr-o singura carcasa, care sub unghiuri diferite detecteaza unda laser care cade
pe obiect din emitatorul senzorului. Din unghiul receptorului pozitionat in partea opusa fata de emitator, unda Iaser
nu este obsevata deoarece se afld in spatele unei muchii, dar recep- [
torul pozitionat pe aceeasi parte cu emitatorul o detecteaza si da-
torita suprafetei reflectorizante a obiectului, acesta primeste mai
multa lumina laser. Chiar daca obiectele sunt transparente, curbura
muchiilor realizeaza o deviere a luminii pe detectorul din partea
opusd emitdtorului, iar muchiile pot fi detectate cu precizie.
Datorita frecventei mari de scanare de 100 kHz, senzorul poate fi
utilizat pentru detectie si numadrare eficienta, chiar si in aplicatii
foarte rapide. Software-ul de parametrizare RED-Scope Windows®
permite configurarea optima pentru fiecare produs, deoarece Z
interfata Windows® permite afisarea semnalelor si iesirilor digitale in timp real. Cand configurarea este finalizata, para-
metri sunt salvati in memoria EEPROM a controllerului senzorului sau intr-un fisier pe PC sau PLC. Sunt disponibile inter-
fete de conectare pentru Profinet, EtherCAT, EthernetlP si PowerLink pentru conectarealaun PLC. www.oboyle.ro
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CONTRINEX)

Senzori inductivi full-inox imuni la aschii metalice de fier,
aluminiu, otel inox, alama, cupru sau titaniu

Masinile pentru strunjire, frezare, foraj sau slefuire metal, inevitabil vor genera aschii metalice. Pentru senzorii in-
ductivi, care sunt destinati detectiei partilor metalice, aceste resturi reprezinta o provocare. Atunci cand senzorii
sunt acoperiti cu substante lubrificante care contin aschii metalice, exista un risc ca acestia sa genereze semnale
eronate catre sistemul de control al utilajului. Pentru astfel de aplicatii, Contrinex ofera seria de senzori inductivi
imuni la aschii metalice, in carcase M12, M18 sau M30, in constructie partial integrabila. Chiar si acoperiti cu aschii
de fier, aluminiu, otel inoxidabil, cupru sau titaniu, acestia vor detecta precis piesele construite din aceste metale.
Senzorii realizeaza acest lucru cu o modificare a metodei de detectie Condet®, care opereaza la baza impulsurilor
de curent din bobina si foloseste tensiunea primita pe bobind ca semnal de detectie. Acesti senzori sunt construiti
dintr-o carcasa complet turnata din otel inoxidabil, cu protectie IP68 si IP69K, iar domeniul temperaturilor de lucru
este intre -25 si +85°C (-13 si +185°F). Valorile acestea ii fac potriviti pentru lucru in medii dure specifice utilajelor
industriale. Functie de diametrul carcasei senzorului, distantele de operare sunt de 3, 5 sau 12 mm, cu un domeniu
de repetabilitate de la 0.2 la 0.8 mm. Senzorii au frecvente de comutare de 90, 200 sau 400 Hz. Pentru senzorii cu
iesire PNP, este inclusa interfata I/O-Link pentru comunicare cu restul sistemului.

in practica, folosirea acestor noi senzori inductivi poate salva timp, cheltuieli suplimentare si ajuta la protejarea
mediului inconjurator. In aplicatiile de prelucrare a metalului, acolo unde sunt utilizati senzori inductivi
conventionali, fiabilitatea este asigurata prin indepartarea regulata a aschiilor cu jet de apa. Acest lucru nu mai
este necesar daca se utilizeaza senzori inductivi imuni la aschii metalice.

Caracteristici senzori inductivi imuni la aschii metalice:

Constructie M12, M18 sau M30

Detectie neinfluentata de aschii de fier, aluminiu, otel inox, alama, cupru sau titaniu
Detectia obiectelor construite din aceste metale

Constructie robusta: carcasa turnata din otel inox, protectie IP68 si IP69K

Domeniu de temperaturi -25 ... +85°C (-13 ... +185°F)

Distante de operare 3, 5 sau 12 mm

|O-Link

Tel.: 0256-201346

0 OIBOYI.E E-mail: office@oboyle.ro
e

lectronics & automation www.oboyle.ro
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= Senzori inductivi
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= Senzori logistica

*Siguranta la locul
de munca

Contrinex

= Senzori optici

= Senzori inductivi

= Senzori capacitivi

» Senzori ultrasonici

= Cortine de siguranta
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= Senzori de culoare
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= Spectrometre
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= Senzori unghiulari
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*Senzori magnetici
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= Clamp-metre
= Osciloscoape
= Testere de izolatie
= Termometre cu IR
= Luxmetre

= Tahometre

= Sublere

= Micrometre




COMPANI - = 1

- Cum sa folositi =~
“eficient elastomeru
conducUV|

Pentru conexmmle electrice
din conectorii Mil -Aero

Garniturile cu conductivitate electrica ofera o protectie EMI mai buna a carcaselor
metalice si metalizate, ameliorand, de asemenea, legatura electrica si, uneori,
impamantarea structurala.

Autor: Gerard Young, Inginer de aplicatii

Parker Hannifin Chomerics Division Europe

Aceste conexiuni sunt legdturi RF, nu co-
nexiuni electrice de siguranta, asadar, nu
sunt create pentru a conduce curent de
nalta tensiune, in cazul unui scurtcircuit
sau al unei defectiuni. De asemenea, pot
oferi partial protectie impotriva fulgerului
(LS/EMP), asemenea unei aeronave, desi
este o functie secundara minora, deoarece
alte structuri vor conduce mare parte din
sarcina electrica. Aceasta rezistenta poate
fi de pana la 2,5 mQ si nu este dificil de
atins, daca folositi curele metalice, pentru
a lega cele doua parti ale structurii.
Totusi, in unele cazuri, cum ar fi un conector
tipic Mil-C-38999, nu se poate sau nu este
indicat sa utilizati curele. Tn schimb, suru-
burile de langa o garnitura conductiva plata
sau in formd de “O” va permit sd legati mai
usor conectorul de carcasa. Din pdcate, une-
ori, apare un fenomen neobisnuit la aceste
conexiuni: rezistenta electricad va debuta de
obicei cu o valoare de R mQ; apoi, va creste
treptat, cateva zile sau saptamani, atingand
o valoare de trei sau patru ori mai mare
decat cea initiald, fara vreun motiv anume,
intr-un mediu complet favorabil.
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Multi specialisti dau vina pe instabilitatea
garniturii, ceea ce poate fi adevarat in cazul
garniturilor plate din cauza supra-compre-
siei.In general, garniturile conductive plate
au o deformare maxima de aproximativ 15%,
fata de grosimea lor initiala. Este foarte difi-
cil sa evitati deteriorarea garniturilor, daca
strangeti excesiv elementele de fixare, din
cauza variatiilor de grosime, care pornesc
de la £10% si pot atinge £20%. Puteti ob-
serva acest fenomen si daca folositi garni-
turi cu piulitd sau in forma de“O”; chiar daca
exista contact intre doua metale, rezistenta
tot va creste, in timp.

Surubu I'i

Conector

Gamlturé

Carcasa
iy

Sectiunea transversald a conectorului
Figura 1: Dispozitiv de testare a conectorului si model de rezistenta.

m Chomerics

MECANISMELE

Pentru a intelege acest fenomen, trebuie
sa observam modelul fizic si electric al
legaturii, sa identificam caile de conduc-
tivitate si sa masurdm impactul lor asupra
rezistentei generale a legaturii. In plus, tre-
buie sa identificam mecanismele care pot
duce la o rezistenta sporita.

Figura 1 ilustreaza un dispozitiv de testare
a conectorului, iar garnitura albastra si
placile superioare si inferioare reprezintd
capacul conectorului, respectiv carcasa,
fixate prin patru elemente M3. In schema
electrica alaturata:

|
Ry .Rg

fﬂh

v Schema electrica a imbinarii ©
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e Rbreprezinta rezistenta suruburilor

o Rceste rezistenta invelisului conectorului
e Rginseamna rezistenta garniturii

e Rneste rezistenta invelisului carcasei

Rezistenta metalului din carcasa si conectori

este neglijabild, fiind cu cateva ordine de

madrime mai micd decat celelalte rezistente.

In acest caz, sunt posibile doud cii de

conductie:

e Prin garnitura

e Prin contactul dintre capul surubului si
capacul conectorului, apoi, prin
dispozitivul de fixare si filetele carcasei

PRODUCTIE | Tehnolo

EVITATI SUPRACOMPRESIA

De remarcat ca, dacd o garniturd EMI plata
conductiva nu e deteriorata, contributia sa
generald la rezistenta legaturii e foarte mica,
deoarece invelisul cromat “conductiv” are
cel mai mare impact.

Dupa cum am mentionat anterior, unele an-
sambluri reusesc sa atinga rezistente de
contact <10 mQ (desi conectorii sunt foarte
mici), care cresc cu timpul. In cazul garnitu-
rilor plate, acesta este rezultatul conexiunii
electrice prin suruburi, care inlatura invelisul
cromat de pe filete si, prin strangere, ofera
0 micd zond de contact intre metale.

ii utilizate pentru conectorii militari

Se poate crea usor o astfel de zona, daca
strangeti suruburile de pe conector, cu
conditia ca suruburile sa fie finisate conduc-
tiv si sa inlaturati invelisul cromat. Cateva fi-
lete de pe un surub cu acea zona de contact
vor oferi o rezistentd de 2,15 mQ, in paralel
cu cei 7,49 mQ ai garniturii (436 mm?). Dat
fiind ca aceasta rezistentd este in paralel cu
rezistentele din tabelul 2, folosind formula
pentru rezistente paralele, obtinem rezul-
tatul de 1,67 mQ.

Trebuie sa retinem ca aceste contacte de
fixare nu sunt stabile, mai ales in cazul su-
pracompresiei.

Rezistivitate de volum CHO-SEAL® 1285 0,008 ohmcm Rezistenta garniturii Rg 0,00015 ohm
0,081 cm Rezistenta suprafetei 1 Rc 0,00367 ohm
436 m’ Rezistenta suprafetei 2 Rh 0,00367 ohm

Suprafata de rezistentd a unitatii 1 0,016 ohm/cm? 0,00749 ohm

Suprafata de rezistenta a unitatii 2 0,016  ohm/cm? % Durata rezistentei totale datorata garniturii [REEZ)

Tabelul 1: Proprietatile legaturilor Tabelul 2: Rezistentele legaturii

Rezistivitatea volumului Al 2,65%10° Qcm Rezistenta Al/surub Rb 0,00215 Q
0,081 cm Garnitura/rezistenta la suprafatd R 0,00749 QO

Q

Tabelul 3: Proprietati de contact cu firul

Rb este in paralel cu celelalte rezistente si,
daca exista contact intre metale prin filete,
se poate ajunge, initial, la o rezistenta de
contact scazuta. Cu toate acestea, odata ce
contactul se oxideaza sau presiunea asupra
filetelor scade, pe masura ce compresia
garniturii creste, situatia poate disparea
definitiv sau poate apdrea o crestere
semnificativa a rezistentei.

Sa presupunem urmatoarea situatie:

o Carcasa si conectorul sunt din aliaj de
aluminiu

Ambele sunt tratate cu un strat de
conversie MIL-DTL-5541, Tip Il, Clasa 3
Observam o rezistenta specifica de cel
mult 2,5 mQ/in? pe fiecare suprafats;
esantionul arata un total de 5 mQ/in?,
conform specificatiilor

Tabelele de mai jos prezinta, pe scurt, pro-
prietatile garniturii si suprafetei, precum si
contributia fiecaruia la rezistenta legaturii
(fara a lua in considerare contributia ele-
mentelor de fixare).

Aria garniturii este egald cu cea a carcasei
unei garnituri de conector Mil-C-38999,
dimensiunea 19 (aproximativ 4,8 cm? sau
0,75 in%). Se poate calcula rezistenta de tre-
cere a acestei garnituri, folosind formula
R=pL/A, unde:

o peste rezistivitatea de volum in Q cm

e L este grosimeaincm

o Areprezints aria in cm?

www.electronica-azi.ro u n m

Zona de contact a firului 0,0001 cm?

Rezistenta totala MANCRIEREIEIEENN 0,001668

Tabelul 4: Contactul firului cu garnitura

Rezistivitatea de volum a aluminiului curat
este de aproximativ 2,65*10° ohm cm sau
de aproape 3000 de ori mai mica decat o
garnitura la 0,008 mQ cm.

Prin urmare, pentru a obtine aceeasi
rezistenta de 10 mQ, doar prin contact
metalic si cu ajutorul unei grosimi de con-
tact de 0,81 mm, este necesara o suprafata
de 0,01 mm?>.

Astfel, cu timpul, garnitura se va misca incet,
de obicei la colturi, reducénd sarcina supor-
tata de suruburi. Prin urmare, se pierde con-
tactul pe filete si presiunea pe garnitura si,
ulterior, va creste rezistenta. Chiar daca gar-
nitura nu se deterioreazd, dupa strangerea
excesiva a suruburilor, poate sa prezinte o
oarecare compresie, avand o sarcind de com-
presie mai mica asupra garniturii si o crestere
implicita a rezistentei de trecere. >

38,10

38,10
29,36

Figura 2: Dimensiunile garniturii.
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COMPAN!II

m CONECTORIMILITARI

>

ALEGEREA GARNITURII

Exista doua moduri in care se pot remedia

deficientele unei garnituri plate conduc-

toare EMI, taiata cu matrita din tabla:

o Folositi un inel in forma de “O” sau“D’,
intr-o canelura.

o Folositi o garnitura“plata”turnata, precum
si opritoare de compresie, fie pe carcasa
sau conector, fie in interiorul garniturii.

Pentru garniturile in forma de “O’, trebuie
sa aveti in vedere doi factori (ca in cazul
garniturilor plate):

e Zona de contact, creatd de garniturile
in forma de“O”

o Zona de contact dintre metale (care nu
include filetele suruburilor)

Dacad analizdm din nou un conector a carui
carcasa are dimensiunea 19, o garnitura
adecvata in forma de“O” poate avea un dia-
metru interior de aproximativ 40 mm si o
sectiune transversala de 1,78 mm.

Daca este proiectat corect, putem aproxi-
ma ca zona de contact va cuprinde toata
Iatimea canelurii. Asadar, garnitura va avea
0 zond de contact de aproximativ 257 mm?
si 0 grosime de aproximativ 1,45 mm, astfel
incat rezistenta garniturii, cumulata cu
suprafetele cromate, va fide 177 mQ.

Se impune, deci, sa calculdam o zona para-
leld de contact intre metale, pentru a obtine
o rezistentd sub 10 mQ. Folosind si formula
pentru rezistente in paralel, constatam ca
rezistenta de contact dintre metale trebuie
sa fie de aproximativ 20 mQ.

Daca atingem valoarea de mai sus printr-un
contact perfect cu suprafata cromata la 5
mQ/in? va fi necesar un contact de 0,25 in?
(1,6 cm?), un lucru posibil, dar putin pro-
babil. Prin urmare, legatura fie necesita un
contact direct intre metale, neglijandu-se
faptul ca va fi deteriorata suprafata cromats,
fie se vor folosi niste curele de prindere,
fixate strans pe suprafata metalica.

62

A doua variantd, prin care inlocuim o
garniturd plata cu una turnata (eventual,
cu opritoare de compresie), este o solutie
practica si eficientd, dar mai costisitoare.

DIMENSIUNE SI PERSONALIZARE

Pe scurt, garniturile plate cu conductivi-
tate electricd, pentru legdturile electrice
din conectorii aerospatiali cu specificatii
militare, functioneaza, atata timp cat sunt
suficient de mari si nu sunt deteriorate de
sarcina aplicatd de suruburi.

Garniturile in forma de “O” functioneaza si
ele, oferind protectie impotriva supracom-
presiei, dar au o zona de contact redusa,
spre deosebire de o garnitura plata.

Date fiind posibilitatile sale de personali-
zare, 0 garniturd turnatd e solutia optima
pentru aplicatiile de conectori aerospatiali.
Desi va costa mai mult decat o garnitura
platd sau in forma de “O’, cea turnatd are
numeroase avantaje, in privinta aspectului
si a costurilor de intretinere. De exemplu,
veti putea folosi mai putin material de etan-
sare, spre deosebire de garniturile tdiate cu
matrita si veti economisi bani, in cazul mul-
tor aplicatii, fiind posibil, de asemenea, sa
respectati cerintele de compresie/defor-
mare cu mai putine elemente de fixare,
ceea ce duce la o intretinere mai buna.

Strat de protectie

Un strat MIL-DTL-5541 Tip Il Clasa 3 va fi
intotdeauna esential pentru rezistenta
oricdrei legaturi conductoare, deoarece
stratul de conversie are o rezistivitate de
volum de aproximativ 45 Q cm si o gro-
sime de 0,25 pana la 0,5 pm (10-20 mi-
croinch). Tn schimb, rezistivitatea de
volum a unei garnituri e cuprinsa intre
cativa cm miliohm si cativa cm ohm.

Daca reusiti sa obtineti rezistente scazu-
te in miliohmi, pe garniturile conectorilor
foarte mici, este probabil sa fi deteriorat
stratul cromat de conversie de pe carca-
sa, de pe suprafata conectorului sau din
filetele suruburilor, fiind putin probabil ca
aceasta rezistentd de conectare scazuta
sa fie stabild.

Pe de alta parte, daca aveti un conector
suficient de mare sau, de exemplu, patru
conectori cu garnituri care masoara apro-
ximativ 3,2 cm? (0,5 in?) sau mai mult, ar
trebui sa atingeti un standard de legare
scazut in miliohmi. Daca nu aveti sufi-
cient spatiu, puteti lua in considerare un
finisaj placat, ca alternativd pentru
stratul de conversie.

Tn plus, inginerii de proiectare pot plasa mai
usor elemente de fixare in interiorul sau in
exteriorul garniturii, reducand atat scurge-
rile EMI, cat si cele de umiditate, care ar fi
patruns in carcasa, prin orificiile de fixare.

Se vor face economii si in productie, deoa-
rece garnitura, capacul si opritoarele de com-
presie devin o singura piesa, scazand astfel,
numarul de articole achizitionate, inventarul
si documentatia. in final, cu ajutorul garni-
turilor turnate, veti scapa de grija operatiu-
nilor de conectare nesigure si costisitoare.

= Chomerics | www.parkercom/chomerics
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Our Metal Bending Service provides a maximum
bending force of 28 tons, with parts up to 1000
mm long and 10mm thick, with a guaranteed ram
repeatability of 0.02mm. The powered back gauge
can be programmed with up to 99 programs of 30
lines each.

smartmtl.lthd.com
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We have become a well-known supplier for the Electronics
Manufacturing Industry, automotive, aerospace, medical
and other industrial sectors, providing a wide range of SMT
systems, inspection systems, component programming,
rework and dispense, automation solutions and specialized
service support.

We fit
together

smartems.lthd.com



S FELIX ELECTRONIC SERVICES

Servicii complete de fabricare si asamblare a produselor electronice

Asamblare de componente SMD
Plantarea componentelor SMD este realizata
de masini SIEMENS SIPLACE.

Cu o Tnalta precizie si viteza, masinile pot
plantd pana la 50.000 de componente pe ora.

> B

Componente si dimensiuni
Componente “cip” panad la dimensiunea
minima 0201. Circuite integrate cu pas fin
(minimum 0,25 mm) avand capsule variate:
SO, SSOP, QFP, QFN, BGA, etc.

Servicii

*SMD (Dispozitive montate pe suprafata)

*THT (Dispozitive introduse prin gauri)

*Cablare (Taiere, stripare si sertizare)

+Asamblare mecanica / incasetare

*Lacuire PCBA

*Programare microcontrolere

*AQI (Inspectie vizuala automatizata)

*Testare (Testare functionald)

*CNC (Gaurire, taiere si gravare in materiale plastice)
*3D Printing (Design personalizat pentru incasetari)
+Ambalare produse

*Produse prototip

*Materiale furnizate de partenerii nostri (Componente, Stencil, PCB)

Lacuire
Protejeaza placa PCBA de coroziune si alti
agenti chimici care ar putea influenta

functionarea dispozitivului.

h‘ = -
Verificare si Testare
Masina AOI(Automated optical inspection)
poate identifica o gama variata de defecte
vizuale. Testarea functionala se face la

standurile proprii de testare cu standardurile
specifice puse la dispozitie de catre client.

Clienti: ASIFEﬂa Homplex W INERABA  Honeywell IF @ -hes:

FELIX-EMS.RO

Asamblarea componentelor THT
Personalul calificat executa echipare de
componente THT cu terminale sau fire.
Lipirea se face manual sau la val in functie
de cantitatea si complexitatea produsului.

Asamblare mecanica si Ambalare
Oferim servicii de incasetare a produslor si
asablare a diverselor parti mecanice. De
asemenea produsele se pot ambala in fuctie
de specificatiile oferite.

SOFTRONIC

Partener: ECAS ELECTRO / ECAS.RO
Standarde de calitate: ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Contact:

Website: felix-ems.ro

Telefon: +40 212046127
Email: office@felix-ems.ro

Adresa:

Bd. Prof. D. Pompeiu nr. 8
Sector 2, Bucuresti, Romania,
Cod Postal 020337
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Siguranta si conformitate

Premier Distributor

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Semne de siguranta la locul de munci Marcarea fevilor Etichetare pentru logisticd Marcarea tonelor Semne vituale pentru securitatea mundi Sorbenti industriali

Blocare/marcare

Blocare pentru riscuri electrice Blocare pentru riscuri mecanice Lacite (standard 5i personalizate)

Pentru mai muite detalil contactatl LTHD, Premies Distributor Brady sau visitatl pagina noastrd de Internet: Nitps S smartid tha comi oo homl

Premier Distributor

Marcarea cablurilor/ Identificarea produselor/ Imprimante

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

IMPRIMANTE DO-IT-YOURSELF PENTRU
SECURITATEA MUNCII & s

Bradyjet |5000

- . L i 1 b o i
Efectuare semn DIY Maracare tevi DIY Controlul inventarubui Instructiuni utilaj Marcarea onelor Identificare in zona de depori

IMPRIMANTE PENTRU MARCAREA CABLURILOR
$I TIPARIREA SEMNELOR DE SIGURANTA

Controbul virual al productiei

IMPRIMANTE PORTABILE IMPRIMANTE DE BISOU.

@o..ﬂ

Dimesiane masimd etichetd b 19 mm 25 mm 38 mm 50 mm 51 mm 112 mm 106 mm 110 mm 110 mm

= e

Etichete tu autolaminare Mansaane termocontractabile Identificarea produselor ru EFREP  Etichete laminate pentru Identificare

BMPI1-PLUS MP. MPS BMPEY

LTHD Corporation S.R.L.
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=LTHD=

Although not visible,
our labels always find
the right mission.

www.Ithd.com RiERERE:®



=LTHD=

Whether you are dealing with warpage induced
defects, voiding, insufficient solder paste volume,
electrical or mechanical reliability issues, the new
Solder Pastes - coupled with our world-renowned
Technical Support - allow for the lowest total
cost of ownership and fewer end-of-line
defects.
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Paste

Expertsin
solder paste.
Do you copy ?

smartche.lthd.com



